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Plädoyer für GaN auf Silizium in Mobilfunk-Stationen Sechs schlagkräftige Argumente für den erfolgreichen Einsatz von GaN-on-Si-Leistungstransistoren in GSM- und UMTS-Kommunikationsnetzen.
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Wie ARM minimalen Leistungsverbrauch und maximale Batterienutzungsdauer erzielen will Seite 30



Wie sich alle Vorteile der Massenfertigung in der individuellen Produktion nutzen lassen Seite 36



Wie das AED-Testsystem Scheinwerfer unter realistischen Bedingungen überprüft Seite 52



EDITORIAL



Wertewandel, weit über die Elektronikbranche hinaus



N



och vor etwa zehn Jahren galt ein eigenes Auto bei jungen Erwachsenen als das Statussymbol schlechthin, denn die wenigsten besaßen eines. Das Gefährt wurde bestaunt, begutachtet, der Besitzer beneidet. Und heute? Das Smartphone hat das Auto als TopStatussymbol abgelöst. Angesagt ist, wer eines der aktuellen Spitzenmodelle sein Eigen nennt. Das Smartphone ist nicht nur steter Begleiter, sondern das zweite Ich seines Nutzers. Es ist dessen Ohr, Auge und Kommunikationszentrale zur Welt. Über Apps wird Beruf und Privatleben gemanagt und etwa via Carsharing oder Fahrdienst-Vermittler Uber bei Bedarf ein Auto gemietet oder gebucht. Was heißt das für die Elektronikbranche? Es findet ein Wertewandel statt, dessen Auswirkungen weit über die Elektronikbranche hinaus reichen: Nicht mehr das Teuerste und Hochwertigste ist angesagt, sondern das, wovon sich der Kunde für sein aktuelles Projekt den größten Nutzen verspricht: Warum sonst sind etwa Gratis-Design-Tools wie Designspark PCB von RS Components so erfolgreich? Die Möglichkeiten sind gegenüber ProfiAnwendungen erheblich eingeschränkt. Doch sie sind jederzeit und von jedem Ort



„Die Kunden der Zukunft gehören zu einer Generation von SmartphoneBegeisterten und Selbstvermarktern.“



Margit Kuther, Redakteurin [email protected]



aus online abrufbar und stehen nicht nur einem kleinen Kreis, sondern allen Entwicklern zur Verfügung, die sich so untereinander besser austauschen können. Was sollten Firmen beachten? Der Kunde der Zukunft will nicht nur König, sondern Kaiser sein, ohne sich jedoch an eine Marke, an ein Unternehmen zu binden. Er gehört zu einer Generation von Selbstvermarktern und digital Vernetzten, die einerseits mehr unterhalten, andererseits intensiver in die Entscheidungsfindung einbezogen werden wollen, als frühere Generationen. Unternehmen müssen neue Verkaufsstrategien entwickeln, die den mobilen und digitalen Gewohnheiten dieser Entwickler und Einkäufer entsprechen. Anbietern muss es gelingen, sich zwischen den Kunden und sein Gerät zu schalten und ihn mit hoher Serviceleistung für sich zu gewinnen.



Herzlichst, Ihre
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GaN auf Silizium in Mobilfunk-Basisstationen Als Hersteller von Leistungshalbleitern für den Mikrowellen- und HF-Markt setzt MACOM besonders auf seine 4.Generation der GaNon-Si-Technologie für Mobilkommunikation und HF-Energie. Vorwiegend waren Fortschritte der GaN-Technologie durch staatliche Finanzierungen und Forschungsabteilungen getrieben. Mit Öffnung des Massenmarktes müssen Systementwickler und GaN-Anbieter ein Verständnis dafür gewinnen, wo sich GaN gewinnbringend einsetzen lässt.
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SCHWERPUNKTE Embedded Systeme 30 Pro & Contra der Near-Threshold-Technologie in SoCs Schwellennahe Technologie verspricht geringste Verlustleistung und längere Batterielebensdauer in Endgeräten. Doch Speicherintegration oder Support-Erhaltung durch Foundries können Probleme bereiten.



Verbindungstechnik 38 Standard für zukünftige Leistungssteckverbinder



Der M12 Power-Steckverbinder bietet bei kleineren Abmessungen genug Leistung für energiehungrige Anwendungen im Feld.



Leistungselektronik TITELTHEMA



44 GaN auf Silizium in Mobilfunk-Basisstationen



Als Hersteller von Leistungshalbleitern für den Mikrowellen- und HF-Markt setzt MACOM besonders auf seine 4. Generation der GaN-on-Si-Technologie für Mobilkommunikation und HF-Energie.
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Messtechnik 52 Scheinwerfer automatisiert testen und validieren



Mit dem AED-Scheinwerfertestsystem lassen sich Scheinwerfer unter realistischen Bedingungen validieren.



54 Digitalisieren von Werten und was dahinter steckt



Messsysteme sind mit A/D-Wandlern ausgestattet, die analoge Werte in digitale transformieren. Wir zeigen wichtige Grundlagen, um analoge Messwerte zu digitalisieren.



Bauteilebeschaffung 58 3D-Druck revolutioniert die Prototypenfertigung



Wenn wir all das glauben, was wir über 3D-Druck lesen, sollte sich die Welt, wie wir sie kennen, komplett ändern.



60 Lieferantenmanagement mit Performance Pricing



Software ermöglicht Bewertung des Lieferantenportfolios nach Preis und Leistung



TIPPS & SERIEN 18



Analog-Tipp Komplett isolierte I2C/PMBus-Datenschnittstellen



Eine Schlüsselanforderung an industrielle Anwendungen ist eine zuverlässige Schnittstelle zur Datenübertragung.



Meilensteine der Elektronik 22 Relais-Design - global erfolgreich im Einsatz



Ein Ingenieur legt den Grundstein, der aus einem kleinen Unternehmen einen Bereich in einem Weltkonzern macht.
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Renesas Electronics, von den Anfängen bis heute
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Standard für zukünftige Leistungssteckverbinder



54



Wie Sie analoge Messwerte digitalisieren



58



Wie 3D-Druck unseren Alltag verändert



26 Die Geschichte von Renesas



Durch den Zusammenschluss dreier ausgegliederter Halbleiterbereiche entstand mit Renesas Electronics nicht nur einer der heute größten Mikrocontroller-Anbieter, sondern ein wahrer Spitzenreiter.



Mercury Drahtloses 433 MHz-Modul für Wireless M-Bus



36 Lösungen für die Zukunft der Elektrotechnik



Industrielle Automatisierung, Infrastrukturprojekte und Informationstechnik setzen weltweit große Potenziale frei. Dafür bietet Phoenix Contact geeignete Komponenten und Lösungen.



Bei Mercury handelt es sich um ein höchst integriertes, extrem energiesparendes und kostengünstiges Wireless-M-Bus-Modul mit kleiner Anschlussﬂäche. In dem Modul ist ein energiesparender, programmierbarer Mikrocontroller Cortex M0+ integriert, auf dem ein voll funktionsfähiges M-Bus-Protokollstack implementiert ist.



ZUM SCHLUSS



Des Weiteren umfasst das Modul ein auf den Transceiver SPIRIT1 abgestimmtes Balun, das eine Verbindung zu externen Antennen ermöglicht.



66 Christoph Brellinger, Vere



ElektroG – der Ehrliche ist immer der Dumme Wenn Sie weitere Informationen und Support benötigen, wenden Sie sich an Ihren EBV Elektronik-Partner vor Ort, dem führenden



RUBRIKEN 3



Spezialisten für Halbleiterprodukte in EMEA, oder besuchen Sie die Website ebv.com/mercury.



Editorial



20 Online 64 Impressum



Distribution is today. Tomorrow is EBV.
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Bild: Bosch



ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN



AUFGEMERKT



1995: Die erste Generation des ESP Mit der Erfindung des Elektronischen Stabilitätsprogramms haben Anton van Zanten und sein Bosch-Entwicklerteam nicht nur den Grundstein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gelegt. Das System ist auch die Basis für heutige Fahrerassistenzsysteme und das automatisierte Fahren. Das Elektronische Stabilitäts-Programm umfasst die Funktionen des Antiblockiersystems ABS sowie der Antriebsschlupfregelung ASR. ABS verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen, ASR wirkt dem Durchdrehen
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der Räder beim Anfahren entgegen. ESP erkennt zudem beginnende Schleuderbewegungen, indem es anhand von Sensorsignalen die vom Fahrer gewünschte mit der tatsächlichen Fahrzeugbewegung vergleicht. Stimmen die beiden Werte nicht überein, greift das System unterstützend ein. Indem es die Motorleistung reduziert und einzelne Räder abbremst, wirkt es dem Schleudern entgegen und hält das Fahrzeug im Rahmen der physikalischen Grenzen sicher in der Spur. // ED
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AUFGEDREHT: Bebop 2 Blitz-LED



Rekord bei DünnschichtSolarzellen Das Zentrum für Sonnenenergie- und WasserstoffForschung Baden-Württemberg (ZSW) hat mit 22,6 Prozent Wirkungsgrad einen Weltbestwert bei Dünnschichtsolarzellen aufgestellt. Der Wettlauf zeigt einen interessanten Trend: In den letzten drei Jahren hat sich der Wirkungsgrad der Dünnschichtsolarzellen auf Basis von Kupfer-IndiumGallium-Diselenid (CIGS) stärker erhöht als in den 15 Jahren zuvor. // JW



AUFGESCHNAPPT



Der Pilot kann über eine App den Kamerawinkel digital um 180 Grad verändern bei einer Auflösung von 14 Megapixel.



Batterie



Stabilisierung



Die 2700-mAh-Batterie ermöglicht eine Flugzeit von 25 Minuten.



Propeller



Die flexiblen Propeller, die sich bei Kontakt selbständig sperren, sorgen ebenfalls für mehr Sicherheit.



Die Bebop 2 ist die jüngste Drohne von Parrot und soll die perfekte Freizeitdrohne für jedermann sein. Laut Hersteller ist die Drohne mit einer 2700-mAh-Batterie ausgestattet, die bis zu 25 Flugminuten ermöglicht. Horizontal erreicht die



„Erfinder wird man erst, wenn man unzufrieden ist. Wenn man zufrieden ist mit allem, dann hat man keinen Drang danach, etwas Neues zu machen“ ESP-Erfinder Anton van Zanten
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Kamera



Eine leistungsstarke Blitz-LED, die hinten angebracht ist, sorgt für bessere Sichtbarkeit und somit mehr Sicherheit beim Flug.



AUFGEZÄHLT



Die digitale 3-AchsenStabilisierung anhand von Algorithmen ermöglicht klare Aufnahmen – unabhängig von den Bewegungen.



Speicher



Bebop 2 verfügt über eine Flash-Speichervorrichtung mit 8 GB Speicherplatz und einen Dual-Core-Prozessor mit Quad-Core GPU.



kleine Drohne eine Geschwindigkeit von 18 m/s, vertikal, also aufsteigend, immerhin 6 m/s. Die Kamera soll wie in ihrem Vorgänger Bebop 1 mit einer Auflösung von 14 Megapixeln gute Luftbilder liefern können. Preis: 549 Euro. // ED



Vater des ESP wird ausgezeichnet Mit der Erfindung des Elektronischen Stabilitätsprogramms ESP hat Anton van Zanten die Verkehrssicherheit revolutioniert. Dafür wurde er mit dem Europäischen Erfinderpreis 2016 in der Kategorie „Lebenswerk" ausgezeichnet. Der Preisträger nahm seine Dankesrede zum Anlass, strengere Standards zu fordern. // MH



Microsoft-CEO Satya Nadella wettet auf Online-Dienste: Mit einer Transaktion im Gesamtwert von 23,3 Milliarden Euro kauft Microsoft das Business-Netzwerk LinkedIn. Hier können sich Nutzer in beruflichen Profilen vorstellen und nach neuen Jobs Ausschau halten. Im ersten Quartal 2016 kletterte die weltweite Nutzerzahl auf 433 Millionen.
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ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN



Das war der zehnte Anwenderkongress Steckverbinder Gut 300 Teilnehmer und 40 Aussteller informierten sich in vier Grundlagenseminaren, 15 Vorträgen, sieben Workshops über aktuelle Entwicklungen und Routinen in der Verbindungstechnik. Bilder: VBM



Steckverbinderkongress 2016: Rund 300 Teilnehmer pilgerten vom 6. bis 8. Juni 2016 nach Würzburg.



Das ist momentan allerdings noch nicht der Fall. Aber es gibt einige Ansätze, wie man das realisieren kann. In diesem Spannungsfeld stehen u.a. eine miniaturisierte Aufbau- und Verbindungstechnik, 3-D-Druckverfahren für komplexe Systeme (gedruckte Steckverbinder liegen bereits im Bereich des Möglichen) oder auch Wearables mit dehn- und waschbarer Elektronik und Anschlusstechnik. Intelligenten Werkstoffen wie Formgedächtnislegierungen, Self-Repair-Materialien sowie der Mikro- und Nanomodifizierung kommt hier eine maßgebliche Rolle zu. Auch Nanomaterialien wie Graphene, Mikro- und Nanopartikel, Thixotropie und Dilatanz im Festkörper sowie die Funktionalisierung von Oberflächen treiben neue Entwicklungen und Systeme voran.



Mythos und Realität des USB-C-Steckverbinders



I



m Juni wird Würzburg traditionell zum Mekka der Steckverbinderei. Zum 10. Anwenderkongress Steckverbinder fanden sich vom 6. bis 8. Juni 2016 gut 300 Interessierte und 40 ausstellende Firmen der Branche im Würzburger Convention Center ein. Sie erwarteten vier Grundlagenseminare zu wichtigen Kennwerten und Begriffen im Steckverbinder-Alltag sowie zur Kontaktphysik und zur Beschichtung von Kontaktwerkstoffen. An den beiden Kongresstagen boten 15 Vorträge, sieben Workshops und acht Postervorträge Einblicke in Trends und Entwicklungen. Eröffnet wurde der Kongress von Dr. Frank Ansorge vom Fraunhofer IZM, der in seiner Keynote „Gehen Deutschland die Innovationen aus? Ein Ausblick auf die Entwicklungen in der Elektrotechnik mit besonderem Fokus auf die Verbindungstechnik“ aktuelle und
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zukünftige Entwicklungen beleuchtete: Bis zum Jahr 2020 werden 40 Mrd. Geräte mit dem Internet vernetzt sein. Keines funktioniert ohne Steckverbinder, denn elektrische Anschlusstechnologien spielen eine zentrale Rolle bei der Vernetzung. Die Integration von Intelligenz in die Verbindungstechnik führt zu einer Reihe von Innovationspotenzialen, die zu Effizienzsteigerungen, besserer Zuverlässigkeit, optimaler Verfügbarkeit und stabilen Produktionsprozessen beitragen. Dabei geht es nicht nur um die Integration von Sensorik- und Anzeigefunktionen sowie dezentraler Intelligenz in den Steckverbinder über innovative Aufbau- und Verbindungstechniken. Ziel der Aktivitäten ist ein Steckverbinder, der seine Funktionen und Anzeigeparameter eigenständig überwacht und weitere Funktionen aus der Automatisierungstechnik integriert.



Dem Mythos um USB-C widmete sich Carsten Thiele von Texas Instruments. Der im Jahr 1994 entwickelte USB-Konnektor ist mit den Anforderungen des Internet of Things gewachsen. Bei der aktuellen Version USB-C handelt es sich um einen neuen Steckverbinder, der die Leistungsübertragung (Ströme bis 3 A) in beide Richtungen unterstützt und auch in beiden Orientierungen gesteckt werden darf. Zu beachten ist, dass die neuen Standards (USB-C, USB-PD und Alternate Modes für Display Port, Thunderbold und PCI-Express) auch neue Steckerbelegungen mit Kodierung für unterschiedliche Ausbaustufen definieren. Die kontaktlose Energieübertragung gehört, obwohl sie schon seit Jahren auf dem Markt ist, zu den Technologien, die sich schwer durchsetzen können. Das war das Thema von Markus Rehm (IBR). Die Lösung von WPC heißt Qi und ist auf eine feste Kopplung von Sende- und Empfängerkreis und konstante Last angewiesen. Andere Varianten verstellen die Generatorfrequenz in einer geschlossenen Schlaufe, so dass der Generator auf der Resonanzfrequenz der gekoppelten Resonanzkreise arbeitet, mit zweifel-
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The EBV IoT



Smart, Secure, Connected – Everywhere Seit Jahren betreut EBV Kunden in ganz Europa bei Anwendungen, die heute unter den Begriff IoT fallen. Die EBV Vertriebs teams und unsere Markt und Technologie segmente unterstützen Kunden dabei eigene IoT Anwendungen zu entwickeln und neue Features wie wireless und security zu inte grieren. Zusätzlich bieten wir mit EBVchips ganz neue Produkte an, die es so im Markt noch nicht gibt. Für alle Fragen rund ums Thema IoT wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen EBV Partner oder besuchen Sie uns unter ebv.com/iot.



Distribution is today. Tomorrow is EBV! www.ebv.com/de
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Bild 1: Gut 300 interessierte Besucher kamen nach Würzburg.



hafter Stabilität. Der Standard A4WP arbeitet bei 6,678 MHz, wodurch der Wirkungsgrad beschränkt ist. UniWP ist unabhängig von dynamischen Kopplungsbedingungen und lässt sich an der physikalischen Leistungsund Effizienzgrenze mit kostengünstigen Bauelementen betreiben. Hier steuert ein Mikrocontroller einen regelbaren Kondensator im Sender. Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 80%, die Störstrahlung bei 66 dbµA/m und die Leistung reicht bis 200 W. Weitere Themen waren „Zuverlässige Steckverbinder für Power over Ethernet“ (Bernd Horrmeyer, Phoenix Contact), und „UL-Normen für die Leistungs- und Signalverkabelung“ (Pawel Strzyzewski, UL International).



Warum PCN-Prozesse zu Steckergräbern führen Warum PCN-Prozesse zu Steckergräbern führen, erläuterten Dr. Thomas Sänger (Carl Zeiss AG) und Herbert Endres (Molex) in ihrem Vortrag „PCN-Prozesse und Produktabkündigungen aus Sicht der Anwender und Hersteller“. Insbesondere in der weiterverarbeitenden Industrie müssen die eingesetzten Bauteile rückverfolgbar sein. Deshalb sollten Änderungen dem Kunden vom Lieferanten im Voraus angekündigt und in Absprache durchgeführt werden. Das ist nicht immer einfach. Die Variante von Molex löst Probleme der Direktkunden und Distributoren, allerdings hat das Unternehmen auf diese Art keinen Einfluss, ob diese Informationen beim Design-in-Kunden ankommen. Da die Informationskette (Hersteller – Distributor – EMS – Zeiss) lang ist und Verzögerungen insbesondere bei Produktabkündigungen kritisch sind, regte Sänger an, eine interaktive Datenbank (zum Beispiel IHS, SiliconExpert, Total Part Plus), die von den Lieferanten bedient wird und Informationen zu Produkten im BOM interaktiv an den
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Bild 2: Das Museum zur Steckverbindergeschichte fand großen Anklang.



„Endverbraucher Zeiss“ weiterleitet, zu nutzen. Die Verteilung dieser Informationen und der Zugriff darauf ist jedoch aus Sicht der Hersteller nicht mehr nachvollziehbar. Das führte zwangsläufig zu großen Diskussionen, da Hersteller sehr viel offenlegen. Die Vorträge „Kriterien zur Auswahl von Lichtwellenleiter-Steckverbindungen“ (Peter Wicht, Metz Connect) und „die Hochzeit von Schneidklemmtechnik und Käfigzugfederanschluss“ von Jaspar van der Krogt (TE Connectivity), der eine Anschlusstechnik vorstellte, die beide Verfahren kombiniert und so auch deren Vorteile verbindet, schlossen die Präsentationen des ersten Tages. Auf der Abendveranstaltung im Weinkeller der Würzburger Residenz konnten die Themen vertieft und Networking in entspannter Atmoshäre betrieben oder einfach nur der Weinverkostung Aufmerksamkeit geschenkt werden.



Der zweite Kongresstag: Simulation und Optimierung Simulation und Optimierung mechanischer Eigenschaften von Steckverbindern (Thomas Iberer, CADFEM) war das Thema der Eröffnungspräsentation am zweiten Tag. Daran schloss sich ein Vortrag zur Parameteridentifikation bei der Simulation (René Kallmeyer, Dynardo) an. Die Session „Automotive“ eröffnete Roland Liem (Komax) mit seiner Präsentation zur Automatisierung in der Kabelsatzfertigung. Im Automobilbereich werden die Kontakte immer kleiner, weswegen die Kontaktteile automatisch in Gehäuse gesteckt werden. Dabei erreicht man 1000 fach höhere Geschwindigkeiten als die laut Prüfvorschrift LV 214 geforderten. Hier führen schon kleinste Hindernisse im Gehäuse zu Prozessfehlern. Die Bestückung mit Maschinen wie dem NanoMQS (TE Connectivity) ist Stand der



Technik und funktioniert zuverlässig. Allerdings nur in dem Fall, wenn bei den Komponenten die Anforderungen für die automatische Bestückung bereits bei der Konstruktion berücksichtigt werden.



Die goldene Mitte zwischen Leichtbau und Leistung Der Einsatz von Aluminium als elektrischer Leiter in den Bereichen Automobil, Solar- und Windkraft nimmt seit einigen Jahren stark zu. Das erfordert aber einen Übergang in die „Kupferwelt“. Ein Kontaktelement aus einem Aluminium-Kupfer-Verbundwerkstoff kann das Bindeglied zwischen diesen Welten sein. Arno Marto (Innovan) stellte in seinem Vortrag einen kaltwalzplattierten Werkstoff vor, bei dem die Ausbildung spröder intermetallischer Phasen minimiert ist und legte dar, dass der Verwendung dieser Verbundwerkstoffe in der elektrischen Verbindungstechnik nichts im Weg steht und sie als „goldene Mitte“ angesehen werden können. Dr. Robert Zauter (Wieland Werke) stellte in seinem Vortrag „Neue Kupferwerkstoffe für Einpresskontakte“ aktuelle Entwicklungen der Werkstoffgruppen Reinkupfer, naturharte und ausscheidungshärtende Kupferlegierungen vor und Tobias Dietel (Phoenix Contact) zeigte Lösungen bei Leistungssteckverbindern im Vergleich zu den Entwicklungsstufen der M12 Power Kodierungen seit 2011 auf. Hermann Strass (Techcon) blickte im Abschlussvortrag auf die letzten 50 spannenden Jahre Steckverbindergeschichte zurück. Einen ausführlichen Rückblick und unsere Bildergalerie vom Kongress sowie die Historie der Steckverbinder finden Sie auf www. steckverbinderkongress.de. Hier können Sie auch den Tagungsband bestellen. // KR Elektronikpraxis
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KILOCORE



Bild: Andy Fell/UC Davis



Universität entwickelt ersten Mikrochip mit 1000 Prozessorkernen



KiloCore: Bei 115 Mrd. Befehlen pro Sekunde verbraucht der Chip gerade einmal 0,7 W. Die Maximalleistung der einzelnen Kerne liegt bei 1,78 GHz.



Forscher der University of California in Davis haben einen Chip entwickelt, der 1000 16-Bit-Rechenkerne und 621 Millionen Transistoren in sich vereint. Der sogenannte KiloCore ist der Chip mit der höchsten CPU-Taktfrequenz, der je von einer Universität entwickelt wurde: Im stabilen Betrieb schafft es ein Kern auf 1,78 GHz. Alle Kerne zusammen bringen es so auf bis zu 1,78 Billionen Operationen pro Sekunde. Statt einen gemeinsamen Speicherbereich zu nutzen, tauschen die Kerne dabei Daten di-



rekt untereinander aus, um Flaschenhälse zu vermeiden. „Soweit wir beurteilen können, handelt es sich um den weltersten 1000-Prozessor-Chip, und es ist der Prozessor mit der höchsten Taktrate, der jemals an einer Universität entwickelt wurde,“ sagt Professor Bevan Baas von der University of California in Davis. Andere MultiprozessorChips brächten es bislang auf nicht mehr als 300 Kerne. Der KiloCore wurde mit Hilfe von IBMs 32-nm-CMOS-Verfahren gefertigt. Bei einem Betrieb



von 115 Mrd. Instruktionen pro Sekunde verbraucht der Chip nur 0,7 W. Für die Energieversorgung würde somit eine einzelne AABatterie ausreichen. Damit wäre er nach Angaben der Forscher mehr als 100-fach energieeffizienter als ein moderner LaptopProzessor. Zu den Applikationen des Prototypen zählen Verschlüsselung, digitale Videobearbeitung oder Anwendungen, die hohe Datenmengen parallel verarbeiten müssen. // SG University of California Davis



MARKTSTUDIE ZUR INSTALLIERTEN SOLARLEISTUNG



Eine Marktstudie zur weltweit installierten Solarleistung hat SolarPower Europe, ein mitgliedergeführter Verband, in dem Unternehmen und Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vertreten sind, veröffentlicht. Die Studie „Global Market Outlook for Solar Power 2016 – 2020“ zeigt, dass bis Ende 2015 weltweit insgesamt 229 GW Solarleistung installiert wurden. Nachdem 2015 bereits eine Solarleistung von 50 GW neu installiert wurde, ist der weltweite Solarmarkt auf dem



Weg, 2016 die 60-GW-Marke zu überschreiten. Im ersten Quartal 2016 wurde in China mehr als 7 GW Solarstromleistung installiert. Europa knackte die 100-GW-Marke an insgesamt installierter PV-Leistung. Michael Schmela, Berater der Geschäftsführung von SolarPower Europe und Hauptautor der Marktstudie sagt: „Solarstrom gewinnt im Vergleich zu fossilen Brennstoffen zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit und in vielen Ländern liegen die Preise für dezentral erzeugten Solarstrom heute



Bild: Uwe Schlick/pixelio.de



Bis 2020 steigt die weltweite Solarleistung auf 700 GW



Reife Leistung: Eine Studie von Solar Power Europe zeigt, dass bis Ende 2015 die weltweit installierte Solarleistung 229 GW betrug.



schon unter den Preisen für Haushaltsstrom. In einigen Teilen der Welt ist Solarstrom nun sogar günstiger als OnshoreWindkraft.“ China, Japan und die USA waren 2015 wieder die führenden Solarmärkte; China und Japan allein waren für 50 Prozent der weltweit neu installierten Leistung verantwortlich. Auch der europäische Solarmarkt legte 2015 zu: 8,2 GW Solarstrom wurden neu installiert. // HEH SolarPower Europe



BLUETOOTH 5



Bild: gemeinfrei



Bluetooth verdoppelt Geschwindigkeit und vervierfacht Reichweite



Nicht nur Gerätekopplung: Die von der Bluetooth SIG angekündigte Spezifikation zu Bluetooth 5 soll bis Anfang 2017 Standard werden.
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Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat die nächste Bluetooth-Version unter der Bezeichnung „Bluetooth 5“ angekündigt. Die Spezifikation soll die Übertragungsreichweite von Low-Energy-Verbindungen vervierfachen, deren Geschwindigkeit verdoppeln und gleichzeitig die Kapazität der verbindungslosen Datenübertragungen um 800 Prozent erhöhen. Die maximale Reichweite von Geräten mit BLEEigenschaften (Bluetooth Low Energy) würde somit theoretisch von 50 Meter auf 200 Meter an-



steigen. Ob diese Werte auch in der Praxis gehalten werden können wird sich zeigen, sobald die ersten Chips und Geräte zur Verfügung stehen. Mit Bluetooth 5 will die Bluetooth SIG nicht nur die reine Leistung drahtloser Geräteverbindung optimieren, sondern nach eigenen Worten „Einführung bzw. Einsatz von Beacons und standortbasierten Diensten in der Hausautomation sowie in Unternehmen und Industrie vorantreiben“. In „stark kontextbezogenen Szenarien“ soll Blue-



tooth so dank leichter Übertragung benutzerdefinierter Informationen helfen, sich auch ohne Verbindungs- und App-Barrieren zurechtzufinden. Als Beispiel nennt die Bluetooth SIG etwa die Navigation in Flughafengebäuden, die Nachverfolgung von Lagerbeständen oder Smart-CityInfrastrukturen zur Unterstützung von Sehbehinderten. Bluetooth 5 soll bis Ende 2016 oder Anfang 2017 als Standard zur Verfügung stehen. // SG Bluetooth SIG
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ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN



PERSONALKARUSSELL



Bild: Siemens



Manager-Rotation bei Siemens



Anton S. Huber: Der bisherige Chef der Division Digital Factory bei Siemens geht im Oktober in den Ruhestand.



Bei Siemens drehte sich das Personalkarussell: Jan Mrosik (51), bisher CEO der Division Energy Management, wurde zum 1. Juni 2016 zum Chef des Bereichs Digital Factory ernannt. Der vorherige CEO, Anton Huber (65), tritt am 1. Oktober 2016 in den Ruhestand und steht Siemens bis dahin beratend zur Verfügung. Ralf Christian (52) übernimmt zum 1. Juni 2016 allein verantwortlich die Funktion des CEO im Bereich Energy Management. // FG Siemens



BESTÜCKUNGSSÝSTEME



JUKI verlegt Sitz nach Nürnberg JUKI Automation Systems, Anbieter von SMT-Bestückungsautomaten und Fertigungslösungen, wird seinen rechtlichen Hauptsitz in den kommenden Monaten vom schweizerischen Solothurn an den deutschen Standort Nürnberg verlegen. Wie der Hersteller von Bestückungssystemen mitteilt, sollen damit die Marktposition und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden. Der Hauptsitz von JUKI Automation Systems ist traditionell der Standort in Solothurn,



Schweiz. Über die letzten Jahre gewann jedoch der deutsche Standort Nürnberg zunehmend an Bedeutung, insbesondere dadurch, dass die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union ist. Seit Jahren erfolgt die zentrale Maschinenauslieferung an einen EMEA-weiten Kundenstamm von Nürnberg aus. Logistik, Warenlager, technischer Service, Schulungen sowie die Verwaltung sind hier angesiedelt. // FG JUKI Automation Systems



STANDARDISIERUNG



Bild: VDE



Pichler koordiniert Industrie 4.0



Reinhold Pichler: Er fungiert als Geschäftsführer des Standardization Council Industrie 4.0, das auf der HMI 2016 gegründet wurde.
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Reinhold Pichler ist neuer Geschäftsführer des Standardization Council Industrie 4.0 (SC I 4.0). Das SC I 4.0 ist eine Initiative deutscher Industrieverbände und Normungsgremien und ist der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE) zugeordnet. Seine zentralen Aufgaben liegen in der Koordinierung und Initiierung neuer und bestehender Standards zum Thema Industrie 4.0. // FG Standardization Council Industrie 4.0
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ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE



STUDIE VON BITKOM RESEARCH UND KPMG



BREXIT



Big Data kommt in Fahrt



Deutsche Elektroexporte nach Großbritannien nach Fachbereichen 2015 – 9,9 Milliarden Euro Elektrohausgeräte 7% Energietechnik 8% Kommunikationstechnik 9%



Bild: Destatis und ZVEI



Bild: © Coloures-pic/Fotolia.com



Hohes Exportvolumen nach UK



Sonstige 33%



Elektronische Bauelemente 12%



Automation 14% Informationstechnik 17%



Basis für wirtschaftliche Entscheidungen immer wichtiger“, sagt Dr. Axel Pols, Geschäftsführer von Bitkom Research. Vorreiter sind der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilindustrie. Die öffentlichen Verwaltungen sind Big Data gegenüber deutlich weniger aufgeschlossen. // FG



BRANCHENBAROMETER Fühjahrsbelebung in der Elektroindustrie Die deutsche Elektroindustrie hat im April 2016 wieder mehr Aufträge erhalten, nachdem im März ein hoher Rückgang zu verzeichnen war. Das meldet der ZVEI. Die Bestellungen legten im April um 2,7 Prozent gegenüber 2015 zu. Von Januar bis April haben die Auftragseingänge den Vorjahreswert jedoch um 0,8 Prozent verfehlt.



Knapp 10 Milliarden Euro Exportvolumen: Großbritannien ist ein wichtiger Partner der deutschen Elektro- und Elektronikbranche.



Infolge des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU befürchtet der Branchenverband Bitkom deutliche Umsatzeinbußen: Nach Frankreich ist Großbritannien das wichtigste Exportland für die Digitalwirtschaft. 2015 lieferte Deutschland ITK-Produkte im Wert von 2,9 Milliarden Euro auf die Insel. Bei der Elektro- und Elektronikbranche betrug das Exportvolumen sogar 9,9 Milliarden Euro. // FG



AUTOMATICA-UMFRAGE



Roboter rücken ins Rampenlicht Frage: Bitte geben Sie Ihre Prognose zum Einsatz moderner Industrie-Roboter ab.



Industrie-Roboter werden die Schlüsseltechnologie für die industrielle Automatisierung sein (Industrie 4.0)



Smartphone-Markt wächst langsamer Die weltweiten Smartphone-Verkäufe wachsen laut Gartner langsamer als in den Vorjahren. Die Analysten prognostizieren, dass die Verkäufe im Jahr 2016 auf 1,5 Milliarden Geräte steigen werden. Das entspricht einem Wachstum um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Messtechnik verzeichnet Umsatzplus Das Sensorik- und Messtechnik-Segment entwickelt sich weiter positiv, meldet der Branchenverband AMA. Nach einem soliden Vorjahresergebnis mit fünf Prozent Umsatzwachstum verzeichnete die Branche im ersten Quartal 2016 ein weiteres Umsatzplus von drei Prozent.



Deutscher PC-Markt schwächelt weiter Im ersten Quartal 2016 sind laut Gartner 2,53 Millionen PCs in Deutschland ausgeliefert worden. Das ist ein Rückgang von 7,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2015. An der Spitze des Marktes stehen HP, Lenovo und Asus.
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Der stark verbreitete Einsatz von Industrie-Robotern in mittelständischen Betrieben ist keine Frage des �OB� sondern des �WANN� ■ stimme voll zu ■ stimme gar nicht zu



■ stimme eher zu ■ stimme eher nicht zu ■ kann ich nicht beurteilen



Schlüsseltechnik: Über 80 Prozent von 100 Automatisierungs-Entscheidern sehen Industrieroboter als wesentliches Element von Industrie 4.0.



Roboter werden eine Hauptrolle bei der Digitalisierung der Industrie spielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter 100 deutschen Automatisierung-Spezialisten im Rahmen der Messe AUTOMATICA. 83 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass Industrieroboter eine Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 sein werden. 81 Prozent erwarten dies auch im Mittelstand. // FG



Weitere Marktzahlen finden Sie unter: www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen
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Quelle: Messe München



Bitkom Research und KPMG haben zusammen eine Studie über Datenanalysen in Unternehmen erstellt. 35 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen demnach bereits Big-Data-Analysen zur Auswertung großer Datenmengen. Vor zwei Jahren waren es erst 23 Prozent. „Innovative Datenanalysen werden als



Where your innovation begins: Microchip’s European MASTERs 2016 19th - 21st September 2016, HTW - Berlin, Germany



Microchip’s Premier Technical Conference



European



Over 70 Classes Beneﬁt from up to 3 days of learning on new technologies that can realise your designs for future products. Be one of the ﬁrst of our 35,000 clients in Europe to take advantage of this technical seminar. Innovative design engineers are requested to join us to discover how to: Reduce your time to market Address new market opportunities Lower your design cost Manage your development risk



By selecting from 70+ classes covering all of our innovative technologies Internet of Things / The Cloud Motor Control Touch and Gesture Technology USB Bluetooth® Wi-Fi®



Analog & Mixed Signal Audio Power Supply & Power Conversion Design Techniques ... And more!



Discounts available for:



Event Pricing Early Bird Special: EUR 441 (exc VAT) - valid until 18th June 2016 Regular Price: EUR 490 (exc VAT)



Microchip Design Partners Groups Microchip Academic Partners



Register Today www.microchip.com/eumasters The Microchip name and logo is a registered trademark of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective companies. © 2016 Microchip Technology Inc. All rights reserved. MEC2076Eng/05.16
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BEST PRACTICES IM INTERNET DER DINGE



Bild: Johann Wiesböck



IoT-Kongress diskutiert die digitale Zukunft



Hochkarätiges Programm: Der Ex-CIO des Landes Hessen, Horst Westerfeld (Bild links), eröffnet am 15. September den Vortragsreigen. Der Schweizer Unternehmer und Innovator Marco Schmid (rechts) stellt IoT „at its best“ vor.



Der Weg von vernetzten Embedded-Systemen und intelligenten Cyber-Physical Systems hin zum Internet der Dinge ist eine Revolution, die unsere Welt verändert. Aber Probleme gibt es zuhauf – nicht zuletzt im Hinblick auf die Datensicherheit. Antworten auf diese Fragen diskutiert der dritte IoT-Kongress (iot-kongress.de) der ELEKTRONIKPRAXIS, der am 14. und 15. September im Konferenzzentrum München stattfindet.



Der erste Konferenztag (14. September) ist als Seminartag gestaltet. Unter dem Motto „Standards, Security & Quality im Internet der Dinge“ zeigen Experten von Noser Engineering, Fraunhofer ESK, TÜV Rheinland i-sec, T-Systems, dem EEMBC und anderen Unternehmen den aktuellen Stand der Technik auf. Der zweite Tag widmet sich den Best Practices im IoT. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Programm: Die Folgen der Digitali-



sierung für die Wertschöpfung in Deutschland zeigt Horst Westerfeld, der frühere Staatssekretär und erste CIO des Bundeslandes Hessen, in seiner Keynote auf. Professor Dr.-Ing. Heinz-Peter Bürkle, Initiator des Studiengangs „IoT“ an der Hochschule Aalen, erläutert, welche Skills für den Erfolg im Internet der Dinge notwendig sind. Der Schweizer Unternehmer und Innovator Marco Schmid stellt in seinem Vortrag bahnbrechende



Simplifies interiors.



Cyber-physikalische Systeme und IoT-Lösungen vor. Mit dem Thema Sicherheit beschäftigen sich Michael Schnelle von Mixed Mode und Peter Siwon von MicroConsult. Sie demonstrieren, wie Bedrohungen im IoT rechtzeitig erkannt werden können. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des industriellen IoT. Robert Schachner, Geschäftsführer des Automatisierungsspezialisten RST, zeigt in seinem Vortrag, wie klassische Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 zusammenspielen und geht auf die Problematik der semantischen Interoperabilität ein. Die Teilnahmegebühren betragen 350 Euro für einen Konferenztag und 580 Euro für beide Tage. Nähere Informationen und Anmeldung unter der Adresse www.iot-kongress.de. // FG www.iot-kongress.de
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MINMAX



Energiesparend und effizient im kleinen Gehäuse: So lassen sich die Produkte des taiwanischen Spezialisten Minmax zusammenfassen. Seine Produkte präsentiert das Unternehmen erstmals direkt in Europa auf der diesjährigen electronica in München. DC/DC-Konverter-Lösungen und AC/DC-Stromversorgunen für Information Technology Equipment, für medizinische Applikationen und für Schienenfahrzeuge bietet das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen Minmax Technologies aus Tainan im Süden von Taiwan. In diesem Jahr wird das Unternehmen zum ersten Mal seine Produkte auf der electronica in München präsentieren. Besonders stolz ist Whittaker Cheng, der das Marketing und den technischen Support verantwortet, auf die DC/DC-Converter-Famili-



en MFW02 und MFW03 mit Leistungen von 2 bis 3 Watt und die Serien MDWI06 und MDW008 mit Leistungen von 6 bis 8 Watt auszeichnen. Alle seine Systeme fertigt der taiwanische Hersteller selbst. Allen Serien gemein ist die nach eigenen Angaben kleinste Baugröße. So haben MFW02/03 ein Standard-DIP-8-Package und MDWI06/08 ein Standard-16-Package. Neben dem Formfaktor erwähnt Whittaker Cheng die geringe Energieaufnahme der Bauteile bei gleichzeitiger stabiler Energieausgabe. Neben Deutschland ist für Minmax der gesamte europäische Raum interessant. Aus diesem Grund hat man sich für diesen Markt einen eigenen Distributor ins Boot geholt, der die Kunden vor Ort mit den Produkten und Lösungen betreut. Wenn die Nachfragen von Seiten der



Bild: VBM



DC/DC-Wandler und AC/DC-Stromversorgungen im kleinen Gehäuse



Besuch bei Minmax: Eleanor Chen (Marketing), Whittaker Cheng (Tech Support), Hendrik Härter (EP), Jack Cheng (President), Mingchang Tsai (Sales) (v.l.n.r).



potenziellen Kunden und die Resonanz der Besucher stimmen, dann wird Minmax in zwei Jahren wieder auf die electronica kommen. Jack Cheng, President von Minmax Technologies aus Tainan, sagt zu den neuen Produk-



Simplifies innovations. www.avnet-silica.com



ten: „Wir sind stolz, unsere eigenen DC/DC-Konverter und AC/ DC-Stromversorgungen unseren europäischen Kunden in diesem Jahr auf der electronica vorstellen zu können“. // HEH Minmax



SERIE // ANALOG-TIPP



Komplett isolierte I2C/PMBusDatenschnittstellen entwickeln Bild: Analog Devices



MAURICE O’BRIEN *



Bild 1: Vergleich isolierter I2C-Entwicklungen: links (a) diskrete Lösung und rechts (b) integrierte Lösung.



E



ine Schlüsselanforderung für Indus trie, Messtechnik, Telekommunika tions und MedizintechnikAnwendun gen ist eine zuverlässige Schnittstelle zur Übertragung von Daten. Beim I2CBus (Inter Integrated Circuit) handelt es sich um einen bidirektionalen ZweidrahtBus, der für die Kommunikation zwischen integrierten Schaltkreisen mit niedriger Geschwindigkeit verwendet wird. Der Power Management Bus (PMBus), ein relativ langsames Zweidraht Kommunikationsprotokoll, basiert auf dem I²CBus. Er eignet sich zum digitalen Manage ment von Stromversorgungen. Der PMBus nutzt ein digitales PowerManagementPro tokoll auf der Basis eines offenen Standards, das die Kommunikation mit einer Stromver sorgung oder anderen angeschlossenen Ge räten ermöglicht. Beispiele für isolierte I2C Anwendungen sind: „ Isolierte I2C, SMBus oder PMBus Schnittstellen, „ Netzwerk und CentralOfficeSwitching,



* Maurice O’Brien ... arbeitet er als Produkt-MarketingManager in der Power Management Produktlinie bei Analog Devices in Limerick / Irland.
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„ I2CSchnittstellen mit Pegelanpassung für Stromversorgungen, „ PoweroverEthernet, „ Telekommunikations und Datenkom munikationsequipment, „ Isolierte Datenerfassungssysteme, „ Verteilte −48VVersorgungssysteme und Module.



Duale I2C-Isolatoren mit integriertem DC/DC-Wandler In Bild 1 ist die PMBusIsolation, beste hend aus diskreten Bauteilen, und eine kom plett integrierte Lösung im Vergleich zu se hen. Für das diskrete Konzept sind vier Op tokoppler zur Isolation, eine isolierte Strom versorgungundkomplexeAnalogschaltkreise erforderlich, um LatchEffekte zu verhindern und Glitches zu unterdrücken. Die isolierte Stromversorgung nutzt einen Transformator TreiberIC zum Treiben eines diskreten Trans formators zusammen mit einem einfachen Gleichrichter und einem Spannungsregler mit geringem Spannungsabfall, um die iso lierte Versorgungsspannung zu „säubern“. Diese Entwicklung verlangt acht ICs und mehrere passive Bauteile. Sie treibt die Kos ten für die Schnittstelle in die Höhe, benötigt mehr Platz auf der Leiterplatte und reduziert



die Zuverlässigkeit. Die integrierte Lösung (ADM3260) gibt Entwicklern eine komplett isolierte bidirektionale I2CSchnittstelle und isolierte Leistung in Form eines einzigen IC in die Hand. Außerdem enthält sie die zu I2CSchnittstellen gehörenden Entkopp lungskondensatoren und PullupWiderstän de. Der ADM3260 hat keine Glitch und Lock upProbleme, bietet eine ULzugelassene Isolation von 2,5 kVeff und kommt im 20po ligen SSOPGehäuse. Das Bauteil verfügt über bidirektionale isolierte Daten und Takt leitungen sowie über galvanisch getrennte Versorgungsleitungen. Ferner lassen sich beim Einsatz des Bauteils von Optokopplern her bekannte Probleme hinsichtlich Platzbe darf, Kosten und Komplexität vermeiden. Diese EinchipLösung reduziert die Kosten zum Aufbau einer isolierten I2CSchnittstelle, verkürzt die Entwicklungszeit und spart Platz auf der Leiterplatte. Zugleich profitieren An wender von einer höheren Zuverlässigkeit. Die Lösung arbeitet an 3,3 oder 5VVersor gungen ohne Modifikationen und vermeidet somit die Entwicklungsänderungen, die bei einer diskreten Entwicklung erforderlich wären. Ferner bietet die Lösung eine Aus gangsleistung von 150 mW bei 5 V oder 65 mW bei 3,3 V. Somit lassen sich A/DWand ler, D/AWandler oder andere kleine Systeme auf der isolierten Seite versorgen. Isolierte I2C/PMBusVerbindungen in In dustrie, Messtechnik, Telekommunika tions und MedizintechnikAnwendungen müssen klein, robust und preiswert sein. Durch die Integration transformatorischer Isolation auf ChipEbene lässt sich eine voll ständige I2C/PMBusDatenverbindung inklu sive isolierter Stromversorgung in eine Ein chipLösung implementieren. Der im Betrieb austauschbare (Hot Swappable) zweikanali ge I2CIsolator ADM3260 mit integriertem DC/ DCWandler ist eine kompakte, zuverlässige, leistungsstarke und kostengünstige Lösung für diese anspruchsvollen Anwendungen. Zugleich reduziert das Bauteil die Schal tungskomplexität und die Entwicklungszeit signifikant. // KR Analog Devices
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www.erni.com/frontscheinwerfer



MINIBRIDGE Wenn es halten soll - sichere Verriegelung in jeder Umgebung.



MiniBridge® - Lösungen für Frontscheinwerfer



Bild: © XtravaganT - Fotolia.com



SERVICE // ONLINE



LESERKOMMENTARE ZU:



Chinesen greifen nach Roboterbauer Kuka Warum Chinesen nach deutschen Konzernen greifen Übernahmeversuche aus Fernost werden in Deutschland nach wie vor skeptisch gesehen. Experten beschwichtigen: Die Chancen seien immens. (Online am 18.05.16) Zitat: „Die Führung in Peking nehme vor allem die Digitalisierung und Automatisierung der Industrie ins Visier [...] und verweist auf die chinesische Strategie Made in China 2025 (China Manufacturing 2025).“ Eine sehr wichtige Aussage! Es geht um Made in China und nicht Made in Germany oder Made in EU! (...) Peking versucht mit aller Macht Made in China als das Qualitätssiegel zu etablieren. Ist das geschafft, spielt der Ursprungsort der Technologie keine Rolle mehr und wird nach und nach abgeschrieben. China schottet seinen Markt immer noch bewusst ab. Für strategisch wichtige Industrien geht es für nicht chinesische Unternehmen nur mit einer Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen. Aber auch diese sind der Führung in Peking ein Dorn im Auge. Ist die Partnerschaft besiegelt, wird das ausländische Unternehmen ge-
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zwungen, Entwicklungsarbeit in China zu leisten und Produktion in China aufzubauen. Dadurch wird Know-How nach China gebracht! Ist das in ausreichendem Maße vorhanden, werden die chinesischen Produkte zur Konkurrenz. Solange die Entscheidungsträger z. B. deutschen Konzerne und Firmen ihr sicheres Gehalt weiter bekommen und ihre Boni nicht angetastet werden, wird das schön geredet. Die Großaktionäre sind zufrieden, solange ihre Dividende stimmt. Aber Step by Step werden chinesische Produkte mit den gut klingenden nicht chinesischen Markennamen auf den Markt geworfen. Und siehe da, die ExportImport-Richtung hat sich umgekehrt. Jetzt ist der Anfang vom Ende des ehemaligen KnowHow-Trägers eingeläutet. Der einstige Partner des chinesischen Unternehmens ist nur noch Namensgeber. Die Arbeitsplätze außerhalb Chinas werden Stück für Stück abgebaut. KnowHow-Träger werden außerhalb Chinas nicht mehr benötigt, geschweige denn ausgebildet. Ein weiterer Industriezweig könnte in Germany/Europa wegbrechen. Am Ende ist auch der gute Name nicht mehr wichtig und ver-



schwindet langsam vom Markt, um am Ende für teures Geld an irgend einen Investor verkauft zu werden. (...) Oben beschriebenes Szenario spielt sich nicht innerhalb von zwei bis fünf Jahren ab. Die Führung in China denkt in Zeiträumen von 10 bis 20 Jahren und länger. (anonym) Politik sucht Alternativen für chinesische Kuka-Übernahme Kanzleramt, Auswärtiges Amt und Wirtschaftsministerium wollen ein Konsortium schmieden, das der chinesischen Midea zuvorkommt. (Online am 02.06.16) Es ist schon seltsam, wenn ein US-Unternehmen Kaufinteresse für ein deutsches TechnologieUnternehmen zeigt, wird dies als Erfolg angesehen. Investieren Chinesen bei uns, sieht man darin ein riesiges Problem und fürchtet Know-How-Absaugung. Nach den Enthüllungen über die möglicherweise durch US-Geheimdienste durchgeführte Industriespionage in Europa sehe ich ein ebenso großes Potenzial für ungewollten Know-HowTransfer zu unseren amerikanischen Bündnispartnern wie nach China. Bei der Beurteilung dieser Aktivitäten werden die



Chancen außer acht gelassen. Ist China nur als verlängerte Werkbank und als Absatzmarkt attraktiv, oder sollte uns nicht auch ein langfristiges und nicht von aktuellen Börsenkursen gesteuertes finanzielles Engagement der Chinesen willkommen sein, dass auch in Deutschland Arbeitsplätze sichert? (Forist jkirchhof) Mir fallen dazu mehrere Punkte ein: Wenn sich die Politik in brisante wirtschaftliche Themen einschaltet, geht es meistens schief. Wir haben bisher schon sehr viel Know-How nach China transferiert, ohne dass eine Übernahme stattfand. Man hat dort Zweigbetriebe gegründet und dabei die Chinesen zwangsläufig schlau gemacht. Wir haben viel mehr chinesische Firmeneigner in Deutschland, als man meistens glaubt. Wer zu klein ist, wird gefressen. Das ist leider so im Bereich der Aktiengesellschaften. Hat man zu wenig Geld, um aus eigener Kraft zu leben und zu wachsen, riskiert man das automatisch. Der Kapitalismus hat eben nicht nur angenehme Seiten. Forist Fergerhof Die Kommentare wurden z.T. aus Platzgründen red. gekürzt.
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r UnseLLES E m U T K A gram Pro



TECH-WEBINARE



VERANSTALTUNGEN



www.elektronikpraxis.de/webinare



www.elektronikpraxis.de/event



Live-Webinar 19. Juli 2016 Zuverlässige Isolation von Schnittstellen



LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis 12. Juli 2016, Stuttgart www.b2bseminare.de/1002



Was ist digitale Isolation und weshalb benötigt man sie für industrielle Anwendungen? In diesem Webinar lernen Sie verschiedene digitale Isolationstechnologien kennen und welche Vor- und Nachteile diese haben. Unser Experte erklärt Ihnen im Webinar am 19.07.2016 um 14:00 Uhr, wie Sie einen digitalen Isolator für Industrieanwendungen basierend auf seinen speziellen Charakteristika auswählen. Dazu zählen die Spezifikationen für die Isolationsspannung, das Timing sowie den Stromverbrauch. Erfahren Sie auch, welche neuen Isolations-ICs Maxim im Portfolio hat und welche der Lösungen sich für die verschiedenen Typen von isolierten industriellen Schnittstellen am besten eignen.



Veranstalter des Webinars: Maxim Integrated Referent: Konrad Scheuer



Keynote-Mitschnitt: Künstliche Intelligenz Kaum ein Technologieunternehmen bleibt künftig von den Einflüssen der Künstlichen Intelligenz unbehelligt. Für Elektronik-Professionals bedeutet dies: Der Blick über den Tellerrand der eigenen Kerntechnologien hinaus in Richtung KI ist essentiell für die Zukunft des eigenen wirtschaftlichen Erfolgs.



FPGA-Kongress 12. - 14. Juli 2016, München www.fpga-kongress.de IoT-Kongress 14. - 15. September 2016, München www.iot-kongress.de Smart Home Kongress 05. - 06. Oktober 2016, Würzburg www.smarthome-kongress.de Datacenter Day 25. Oktober 2016, Würzburg www.dc-day.de Power-Kongress 25. - 27. Oktober 2016, Würzburg www.power-kongress.de Cooling Days 25. - 27. Oktober 2016, Würzburg www.cooling-days.de



DESIGN CORNER



www.elektronikpraxis.de/design_corner



Abwärtswandler erzeugt vier Ausgangsspannungen www.elektronikpraxis.de/dn544



In seiner Keynote auf dem ESE Kongress 2015 gab Prof. Dr. Martin Welsch, Professor für Praktische Informatik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, einen spannenden Einund Ausblick in die KI-Szene aus erster Hand. Was kann KI heute schon leisten und welche Zukunftsszenarien sind denkbar? Welche Auswirkungen und absehbare Folgen sind zu erkennen oder zu erwarten? www.elektronikpraxis.de/videos



Treiberlösung wahrt SNR-, THD- und Offsetwerte des ADC www.elektronikpraxis.de/dn541



Partner und Veranstalter:



Partner und Veranstalter:
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Wandlerspezifikationen verstehen: Bandbreite wählen www.elektronikpraxis.de/adi527800 Störungen durch Schaltfrequenz und Schaltübergänge www.elektronikpraxis.de/adi537909
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Matsushita Electric Works



Klein wird ganz groß: Wie Panasonic mit kleinsten elektronischen Bauteilen über die Jahrzehnte unterschiedlichste Technologieentwicklungen mitgestaltet



Relais-Design aus Deutschland global erfolgreich im Einsatz Mit Pioniergeist legt ein deutscher Ingenieur den Grundstein, der aus einem kleinen Unternehmen in Deisenhofen bei München einen erfolgreichen Technologiebereich in einem Weltkonzern macht.
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Bilder: Panasonic



Panasonic Electric Works



Technischer Exkurs zum R-Relais: Anstelle eines herkömmlichen im Glaskörper eingeschlossenen Reedkontaktes ist die ferromagnetische Kontaktzunge direkt im Spulenkörper untergebracht. Neue Kunststoffe die weniger ausgasen, ermöglichen es, auch bei kleinen Kontaktkräften auf den Glaskörper zu verzichten. Als Festkontakte werden die Polschuhe eines Dauermagneten verwendet, die das Spulenmagnetfeld überlagern und mit dem beweglichen Reedkontakt einen geschlossenen Magnetkreis bilden. Diese Überlagerung von Dauer- und Erregermagnetfluss im Kontaktluftspalt erzielt gleichzeitig eine hohe Ansprechempfindlichkeit und eine geringe Ansteuerleistung. Damit wurde ein hocheffizientes, gepoltes Relais mit



benötigen umgesetzt werden konnten, vergingen aber noch viele Jahre. 1962 macht er sich, gemeinsam mit Bernhard Dietrich, Leiter der Entwicklung bei der Schaltbau GmbH, und Wilhelm Sterff, Leiter des Prüffelds bei der Schaltbau GmbH, mit dem Unternehmen SDS Elektro GmbH selbstständig. Der Sitz der noch kleinen Firma war damals der Münchner Vorort Fürstenried – die Büros befanden sich in einem Wohnhaus und das Lager in der Garage. Doch schon bald entstand ein professionellerer Unternehmenssitz in Deisenhofen, südlich von München.



Die deutsch-japanische Zusammenarbeit beginnt



S



eit Beginn der 50er Jahre entwickelte der deutsche Ingenieur Hans Sauer Relais. Zu diesem Zeitpunkt ist er bei Siemens angestellt, kurze Zeit später nimmt er eine Beschäftigung als „relay designer“ bei dem amerikanischen Unternehmen Autelco und später bei Comar an. Sauer war nahezu besessen davon, realisierbare Lösungen zu einer neuartigen Relais-Konzeption zu finden. Dies gelang ihm nur stufenweise, wobei jeder Entwicklungsschritt neue Erkenntnisse mit sich brachte, die zu Resultaten führten, die die hochgesteckten Vorstellungen vom idealen Relais weit übertrafen. Bis seine Ideen in marktreife Produkte, also Relais mit hohen Kontaktkräften – mit großem Kontaktabstand – die nahezu keine Betriebsenergie
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Auf der Suche nach den notwendigen Lizenznehmern und Produzenten für die Erfindungen begegneten sich 1963 Hans Sauer und Kaoru Kobayashi, Direktor des RelayDepartments der japanischen Matsushita Electric Works, Ltd. (MEW) – für ihn der ideale Kooperationspartner. Kurioserweise wurde dieser Kontakt über die Sekretärin von Kobayashi und den legendären japanischen Schauspieler Mifune, der das damals erste japanische Restaurant in München führte, geknüpft. Für die drei deutschen Ingenieure kommt nun Japan ins Spiel: Das Land hatte zu dieser Zeit bereits herausragende (automatische) Fertigungstechnologien entwickelt, unter anderem auch in der Spritztechnologie von Thermoplasten – was sehr wichtig für die Qualität der Relais war.



kompaktem Aufbau realisiert. Mit nur 2cm3 Bauvolumen war das R-Relais um ein Zehntel kleiner als vergleichbare Relais am Markt. Da die sonst üblichen Teile wie Anker oder Betätiger wegfallen und nur die Feder bewegt wird, wurden Schaltfrequenzen bis zu 1 kHz möglich. Zudem hat es als bistabiles Relais keine Eigenerwärmung, was eine hohe Packungsdichte beim Einsatz auf gedruckten Leiterplatten ermöglicht. Mit den beschriebenen, für die moderne Schaltungstechnik vorteilhaften Eigenschaften erzielte das R-Relais auch eine besondere wirtschaftliche Bedeutung. So kamen in mehr als 30 Jahren mehrere hundert Millionen dieser Relais zum Einsatz [1].



Erste Erfolge der deutsch-japanischen Zusammenarbeit brachte ein verbessertes Kammrelais (das K-Relais), das nicht nur die Kontakte über einen speziellen Betätiger sozusagen zwangsgeführt bewegte, sondern eine neue, effizientes Tauchanker-System benutzte und vor allem ein hochzuverlässiges neuartiges Doppellinien-Kontaktsystem besaß. Kurze Zeit später folgte ein noch effizienteres gepoltes Reed-Relais – das R-Relais bzw. die R-Relais-Familie. Hier zeigte sich besonders, wie wichtig für die Qualität des Produktes nicht nur die vielen Ideen, die in der Konstruktion steckten, sondern auch der hohe Stand der Fertigungstechnologie Matsushitas waren. Der erste große Erfolg der Kooperation ließ nicht lange auf sich warten: Zur electronicaMesse 1968 wird das R-Relais (siehe Kasten) ausgezeichnet. Die SDS Elektro GmbH erhält den "Münchner Elektroniker Preis". Das war der Durchbruch – die deutsche Post platzierte einen Großauftrag. Fortan wird das R-Relais im Tastwahlblock eingesetzt und in immensen Stückzahlen benötigt und verkauft. Neue Produkte entstanden aus den pfiffigen Ideen der Ingenieure, häufig angeregt von Impulsen aus den verschiedenen Märkten. In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Matsushita wurde anschließend die Produktentwicklung bis zur Serienreife durchgeführt. Matsushita bekam an diesen Relais die Lizenzen und verkaufte die fertigen Produkte wieder an die SDS Elektro GmbH, die die-



23



1963: Hans Sauer und Kaoru Kobayashi - das freundschaftliche Verhältnis der beiden Entscheidungsträger trägt zum Erfolg des Unternehmens bei



se, sowie Eigenentwicklungen von Matsushita, in Europa (und Südafrika) im großen Stil vertrieb. Hauptabnehmer-Zweige waren die Telekom- und die Automatisierungsindustrie, sowie später auch die Automobilindustrie.



Neue Entwicklungen für neue Märkte Mit dem S-Relais gelang dann ein weiterer Entwicklungssprung. Ausgezeichnet war dieses Universalrelais durch ein völlig neuartiges und hocheffizientes gepoltes Drehanker-Magnetsystem, kombiniert mit den erfolgreichen, äußerst zuverlässigen Doppellinienkontakten. Dann folgte der neue "große Wurf" dieser Kooperation. Mit dem DS-Relais hielt diese



1967



Kamm-Relais: Das K-Relais entsteht in den Anfängen der Zusammenarbeit
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neuartige, gepolte Relaistechnik generell Einzug in Telekomumnikationsanwendungen, in denen bisher im Wesentlichen ungepolte Relais verwendet wurden. Früher war man beim Telefonieren noch direkt mit seinem Gesprächspartner über eine Kupferleitung verbunden. Die Verbindungen wurden über sogenannte Linecards aufgebaut. Für diese Linecards wurden in großer Anzahl Relais mit Umschaltkontakten (Wechsler) benötigt. Das machte es notwendig, speziell für diese Marktanforderungen ein neues Relais der sogenannten Zweiten Generation zu entwickeln. Da auf den Leiterplatten Platzmangel herrschte, und damit eine hohe Packungsdichte der Relais verlangt wurde, waren die Baugröße und die Leistungsaufnahme entscheidend. Gleich-



1968



Preiswürdig: Das R-Relais wird mit dem „Münchner Elektroniker Preis“ ausgezeichnet



zeitig sollte aber auch die Anforderung an die Hochspannungsfestigkeit, die aus dem Verlegen von Kupferleitungen im Freien (Überspannungsschutz bei Blitzschlag) resultiert, möglichst hoch sein. Das DS-Relais besitzt bereits alle Eigenschaften zukünftiger Generationen von Telekomrelais. Die beiden Wechsler sind als Doppellinien-Kontakte ausgeführt, was die Zuverlässigkeit deutlich verbessert und einen Schaltstrom von wenigen Mikroampere bis zu 3 A erlaubt. Trotz der geringen Baugröße verfügt das Relais über eine hohe Isolationsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt sowie zwischen den Schaltkontakten, die alle einschlägigen Normen und Standards erfüllt. Mit der DS-Relais-Familie kamen hocheffiziente und kostengünstige Bauelemente nicht nur in Telekommunikationsanwendungen, sondern in die verschiedensten Märkte.



Große Markterfolge dank optimaler Zusammenarbeit In diesen Jahren zeigte sich immer mehr, dass sich die Zusammenarbeit gegenseitig optimal ergänzte und große Markterfolge mit sich brachte. Matsushita gehörte zusammen mit SDS bald zu den führenden Relaisherstellern weltweit. Es gelang, diese Bauelemente immer effizienter zu gestalten und die Baugröße immer weiter zu verringern. Durch diese neuen Technologien wurde das elektromagnetische Relais zu einem wichtigen Partner elektronischer Bauelemente und findet sich heute in großen Stückzahlen in den vielseitigsten elektronischen Schaltungen. Die aus heutiger Sicht noch äußerst aufwendige Kommunikation zwischen Deisenhofen und Osaka konnte durch großen persönlichen Einsatz und ein direkt freund-



1975



Entwicklungssprung: Das S-Relais besitzt ein hocheffizientes, gepoltes Drehanker-Magnetsystem
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schaftliches Verhältnis zwischen den Entscheidungsträgern sehr erfolgreich betrieben werden. Bereits 1974 gründeten die Unternehmen Matsushita Electric Works und SDS die Relaisfertigung MS-Relais GmbH in Pfaffenhofen an der Ilm, nördlich von München, um möglichst marktnah die Produktion des RRelais und nachfolgender Entwicklungen umsetzen zu können. In den Folgejahren wurden Vertriebsniederlassungen der SDS Elektro GmbH in diversen europäischen Ländern gegründet. Dabei war von besonderer Bedeutung, dass diese von lokalem Management geleitet wurden. Es folgten Jahre mit diversen Produktentwicklungen und das Unternehmen wuchs rasant. 1984 wurde die SDS Elektro GmbH in die SDS Relais AG umgewandelt, mit Wolf Steinbichler als Vorstandsvorsitzendem und Hans Sauer als Aufsichtsratsvorsitzendem. 1989 wurde die SDS Relais AG in den Matsushita Electric Works Konzern eingegliedert. In Holzkirchen – wohin die vormalige SDS Relais AG 1990 umzog – entstand die Europa-Zentrale für den Konzern: die Matsushita Electric Works Europe AG. Damit ging auch die Erweiterung des Produktportfolios auf eine Reihe weiterer Produktlinien des Matsushita Konzerns Hand in Hand: Automatisierungstechnik, Sensortechnik, aber auch Healthcare, Fire & Security und vieles mehr. 1992 wurde der Fertigungsstandort Pfaffenhofen durch ein weiteres Gebäude ausgebaut und 1997 um ein hochmodernes und voll automatisiertes Zentrallager erweitert. So kann der europäische Markt nun direkt von hier mit einigen Relaislinien versorgt werden.



1982



Neue Märkte: Das effiziente und kostengünstige DS-Relais eröffnet neue Möglichkeiten
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Hans Sauer wird 1993 aufgrund seiner herausragenden Verdienste für das Erfindungswesen durch seine Produktentwicklungen, seine Publikationen und die Einrichtung der gemeinnützigen Hans-Sauer-Stiftung die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Dresden verliehen. 1998 folgte ein weiterer Produktionsstandort in der Tschechischen Republik (Plana), um mehr Fertigungskapazität in Europa zu haben. Dieser Standort wird 2007 noch einmal vergrößert. Weitere Meilensteine in der Relaistechnik folgten mit: „ dem SF-Relais für Sicherheitsanwendungen, wobei nicht nur erstmals eine äußerst flache Bauweise den Markt beeindruckte, sondern das gepolte Magnetsystem mit einer paarweisen Zwangsführung, die den Entwicklern von Sicherheitsschaltungen ein Relais einsparte, „ dem DE-Relais für die Hausinstallationstechnik, „ dem TQ-Relais für Telekom-Anwendungen und Messtechnik, sowie seinem Nachfolger, dem GQ-Relais, „ den PhotoMOS-Relais und natürlich auch „ den EV-Relais (Hochstromrelais) für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und Solaranwendungen



Vereinheitlichung unter dem Dach von Panasonic 2004 erwirbt der neben Matsushita Electric Works "zweite Arm" des Matsushita-Konzerns, Matsushita Electric Industrial (weltweit bekannt unter dem Markennamen Panasonic), die Aktienmehrheit von Matsushi-



Mitte 70er Jahre: Wolf Steinbichler (Bildmitte) und Bernhard Dietrich (dahinter) besichtigen eine Fertigung in Japan



ta Electric Works. Im Zuge dessen werden alle Marken unter dem Dach der Panasonic Corporation vereinheitlicht und Matsushita Electric Works wird in Panasonic Electric Works Europe AG (PEWEU) umbenannt. 2016 zieht die PEWEU AG, mittlerweile von Herrn Johannes Spatz geleitet, in ein neues Gebäude nach Ottobrunn bei München um. //AI Panasonic Literatur: [1] Meilensteine der Relaisentwicklung, Dipl.-Ing. Werner Kirscheneder, 1999, DPMAErfinderaktivitäten, http://www.dpma.de/ ponline/erfindergalerie/relais.html



www.meilensteine-der-elektronik.de
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SF4 Relais: Das erste gepolte und flache Sicherheitsrelais - ideal für Schaltschrankmodule



1989



Kleinste Bauweise: Das erste PhotoMOS, der DIP 6pin, wird in Japan patentiert



25



Bilder:Renesas



Fusion zum Weltmarktführer: Aus dem Zusammenschluss und dem Technik-Erbe dreier japanischer Halbleiterhersteller entstand der heutige Embedded-Gigant.



Zum Weltmarktführer fusioniert: Die Geschichte von Renesas Durch den Zusammenschluss dreier ausgegliederter Halbleiterbereiche entstand mit Renesas Electronics nicht nur einer der heute größten Mikrocontroller-Anbieter, sondern ein wahrer Spitzenreiter.
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chon lange vor der Geburt wurde dem Kind ein großes Erbe in die Wiege gelegt: Noch bevor der Name Renesas existierte, prägte das Halbleiterunternehmen Hitachi Semiconductor, eine Tochterfirma des Großkonzerns Hitachi, den Mikrocontrollermarkt. Dieses entwickelte in den 1990er Jahren die H8-Familie, die historisch den Übergang von den 8-Bit-MCUs auf die leistungsstärkere 16-Bit-Architektur markierte – auch dank ihrer bereits frühzeitig umfangreichen integrierten Peripheriefunktionen. Noch heute ist die H8-Familie, mit ihren Serien H8/300, H8/300H, H8S und H8SX sowie vielen unterschiedlichen Varianten, eine beständige und bedeutende Mikrocontrollerlinie. In Europa zielte das Flaggschiff dieser Serie, der H8SX, vor allem auf Industrieund Automobil-Anwendungen ab, fand sich aber auch in Bürokommunikation und Anwendungen im digitalen Konsumerbereich. Aus dem Hitachi-Erbe stammte noch eine weitere wichtige CPU-Familie: die SuperHRISC-Prozessoren zeigten bereits das frühe Engagement des Unternehmens in der Automobilindustrie. Sie waren mit dem Companion-Chip HD64404 für den Einsatz in Navigationssystemen bestimmt. Die Palette der MCUs im Automobil wurde kontinuierlich ausgebaut und etwa um die SoCs der R-CARSerie ergänzt, die eine vollständige Infotainmentlösung auf einem Baustein liefern. Aus diesem technologischen Erbe sollte Anfang des 21. Jahrhunderts ein neuer Marktführer der Elektronikbranche entstehen.



Werk in Naka: Anders als viele Mitwettbewerber fertigt Renesas Wafer und Chips in eigenen Anlagen.



design oder zusätzliche Softwarekosten, von einem 16-Bit- auf eine 32-Bit-MCU umsteigen. Unterschiedliche Speicherdichten als Flash und Maskentypen, zusammen mit der Flexibilität in der Gehäusewahl von 42 bis 144 Pins, eigneten die M16C/32C-Reihe besonders gut für die Embedded-Entwicklung. Doch das junge Unternehmen definierte sich nicht nur durch das Erbe der „Eltern“ Hitachi und Mitsubishi. Die 2009 von Renesas Technology entwickelte RX-Produktfamilie setzte neue Maßstäbe in der Mikrocontroller-Mittelklasse. Der „Renesas Extreme“, ein echter 32-Bit-Controller, nutzte eine ver-



besserte Harvard-CISC-Architektur für extrem hohe Codedichte. Mit 1,65 MIPS/MHz bot er bei Markteinführung die beste Leistung seiner Klasse. Alle RX-Produkte sind im sehr zuverlässigen und bewährten 90-nm-Embedded-Flash-Prozess von Renesas gefertigt, der eine Code-Ausführung bis zu 100 MHz ohne Wartezyklen ermöglicht. Eine führende Rolle nahm man auch bei der Integration leistungsstarker MCUs in winzige Gehäuse wie dem BGA (Ball Grid Array) und dem LGA (Land Grid Array) der SuperH und H8S/SX-Familien ein. Dies eröffnete neue Möglichkeiten für kleinste Systeme, die bei der Größe einer Streichholzschachtel mit leistungsfähigen Mikrocontrollern bestückt werden konnten, und neue Applikationen, die zuvor unmöglich gewesen wären. Verbesserungen ergaben sich etwa bei der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), der Coplanarität und z. B. bei Bildstabilisatoren in Digitalkameras. Renesas Technology stellte in diesen Tagen den Rekord in Sachen MIPS/mm³ auf und bot extrem hohe Rechenleistung in kleinsten Gehäusen, ohne Einbußen bei der Funktion einzugehen. Diesen Rekord hält man bis heute.



NEC kommt hinzu – Aus drei mach eins! 2010 wurde der Merger zwischen Renesas Technology und NEC Electronics zur heutigen Renesas Electronics vollzogen. NEC



Aus dem Stand weltgrößter Mikrocontrolleranbieter Everywhere you imagine! Unter diesem Motto entstand am 1. April 2003 aus Hitachi Semiconductor und Mitsubishi Electric das Joint Venture Renesas Technology. Der Name leitet sich ab aus Renaissance Semiconductor for Advanced Solutions; ein klares Statement, dass sich hier kein Tochterunternehmen, sondern eine neue, eigenständige Firma auf dem Markt einfand. Durch die Fusion entstand umgehend die Nr. 1 unter den Mikrocontrolleranbietern der Welt – ein „neuer“ Embedded-Gigant, der sich zudem als Lieferant von SoC-Bausteinen, Smartcard-ICs, Mixed-Signal-Produkten sowie Flash- und SRAM-Speichern betätigte. Von Mitsubishi kam die noch heute etablierte M16C-Plattform zu Renesas. Sie verband den unteren 16-Bit- bis zum höheren 32-Bit-Bereich mit einer Vielzahl an Produkten, die Code- und Peripherie-, im gleichen Gehäusetyp sogar Pinkompatibilität besitzen. Anwender konnten so leicht, ohne Re-
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Europäische Firmenzentrale in Düsseldorf: Seit der Fusion von Renesas Technology und NEC Electronics zu Renesas Electronics im Jahr 2010 wird das Geschäft im EMEA-Markt von Deutschland aus gelenkt.
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mit dem V35 ein weiterer Baustein, der umfangreiche Peripherie auf dem Chip integrierte, wodurch die Entwickler Single-Chip-Designs wesentlich einfacher auf weniger Leiterplattenfläche erstellen konnten. Beide Bausteine waren softwarekompatibel mit den anderen 16-Bit-Mikroprozessoren der VSerie (V20, V30, V33, V40, V50, V60, V70) und der µPD8086/88-Familie. Besonders interessant war der V35 auch wegen der enormen Anzahl an verfügbarer Software. Diese MCU-Serie wurde 2008 am oberen Leistungsende mit den 32-Bit-MCUs der V850-Serie verheiratet, deren mittlerweile nahezu unzählige Varianten alle nur erdenklichen Anwendungen in sehr vielen Einsatzgebieten abdecken. Das bietet für den Anwender den Vorteil, dass er bei Migration z. B. auf eine höhere Leistungsebene innerhalb einer MCU-Serie bleiben und damit vorhandene Software weiterverwenden kann. Seine Investitionen in Software und teilweise auch in Hardware bleiben somit so weit wie nur möglich erhalten.



Wegbereitend und zukunftssicher im Automotive-Bereich



Rundumschlag: Als erster Hardwarehersteller bietet Renesas mit der Synergy Plattform nicht nur Mikrocontroller, sondern ein zugehöriges Paket inklusive Software, Tools und Gewährleistung aus einer Hand.



brachte als Brautgeschenk die V-Serie in die neue Ehe mit ein. Bereits Ende der 1980er Jahre folgte NEC mit dieser MCU-Reihe dem Trend zum Übergang von der 8-Bit- auf die 16-Bit-Datenbusbreite der Mikroprozessoren/



8-Bit-MCU: Die H8-Serie ermöglichte mit umfangreicher Peripherie leistungsfähige Einchip-Designs.
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Bild: ZyMOS



1990



Mikrocontroller. NEC hatte 1986 mit dem V25 einen der ersten 16-Bit-Mikrocomputer, der damals neuen Leistungsklasse, im Programm, was von Anfang an für starkes Interesse bei den Anwendern sorgte. 1988 folgte



1996



V850: Varianten der High-End-32-Bit-MCU-Serie sind in praktisch allen Einsatzfeldern zu finden.



Unter dem Motto „Big ideas for every space“ richtet sich Renesas an die kommenden Megatrends der Elektronik, um bereits heute innovative Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Mit dem Vorteil, global vernetzt zu sein, konzentriert man sich im Automobilgeschäft koordiniert auf MCUs, SoCs sowie Analog & Leistungselektronik. Bei Automobilanwendungen, einem der wichtigen Zielmärkte von Renesas, zeigt sich der Trend, dass Autos immer mehr zum „digitalen Lebensraum“ werden. Um künftige Entwicklungen in diesem Bereich aktiv mitzugestalten, hat Renesas die globale ADASGroup ins Leben gerufen, die ihren Hauptsitz



2003



M16C/M32C: Die Plattform verband 16- und 32-BitBereich mit Code- und Peripheriekompatibilität.
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in Europa hat. Sie entwickelt fortschrittliche Fahrerinformations- und -assistenzsysteme mit leistungsstarken Mikrocontroller-Lösungen. Produkte wie das R-Car-ADAS-Starterkit helfen dabei, effiziente und sichere Systeme aufzubauen, Automobile sicherer und sparsamer im Kraftstoffverbrauch und damit umweltfreundlicher zu machen. Intelligente Lösungen wie diese sollen der Weg zum unfallfreien Fahren und der Integration des Internets in die Fahrzeuge in naher Zukunft ebnen. Im Bereich Automobil-Informationssysteme übernimmt der Innenraum zunehmend die Funktion der „Datenverarbeitungszentrale“ und stellt dort deutlich mehr Informationen zur Verfügung, als in den letzten 20 Jahren üblich war. Aber auch im Bereich Fahrwerk, Chassis und Powertrain bietet das Renesas-MCUPortfolio Vorteile bezüglich CPU-Performance bei äußerst geringer Verlustleistung, großer Zuverlässigkeit und bester Qualität. Deshalb bieten die Lösungen die höchsten Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß ISO-26262 und erfüllen die SecurityStandards wie SHE und HSM. Mit der hochwertigen Bildverarbeitungstechnik, exzellenten 3D-Grafik, schnellen Netzwerktechnik und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen von Renesas konzentriert sich das Unternehmen darauf, smartere und sicherere Fahrzeuge möglich zu machen. Die RH850-MCUs richten sich gezielt an die Automobilelektronik. Individuelle Varianten adressieren hierbei gezielt die Ansprüche der unterschiedlichen Applikationsfelder. So richten sich unter anderem die P1x-Serie an Chassis- und Safety-, die D1x-Serie für Armaturenbrett-, die E1x-Serie an Powertrain- und die F1xSerie an Body-Anwendungen. Die Baureihe, welche vor allem Instrumentation- und BodyAnwendungen dominiert, basiert auf der



2010



Klassenbester: Der RX, ein 32-Bit-MCU mit HarvardCISC-Architektur, bot bereits 2010 1,65 MIPS/MHz.
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hauseigenen, skalierbaren 40-nmMONOS-Flash-Technologie (MetalOxide-NitrideOxide-Silicon). Renesas war das erste Unternehmen, das 40-nmMCUs für die Automotive-Industrie produzierte. Mit Blick auf die Zukunft steht nun in diesem Marktsegment der Umstieg auf Mikrocontroller mit 28-nmTechnologie an, einschließlich 28-nm-MONOS-Memory. Die für den anspruchsvollen Automotive-Bereich gedachten Bausteine sollen in der Lage sein, in Sperrschichttemperaturen von bis zu 170 °C betrieben zu werden, und bis Ende dieses Jahrzehnts auf dem Markt erscheinen.



Ein riesiger Markt für das industrielle Internet der Dinge Mit zunehmender Verbreitung des Internet der Dinge (IoT) auch in der Industrie prognostizieren Marktforschungsunternehmen wie IC Insights, dass die Verkaufszahlen von 32-Bit-MCUs bis 2018 jährlich um durchschnittlich 9,5% wachsen werden. Um auch diesen Wachstumsbereich der Industrie zu adressieren liefert Renesas Lösungen, um den Bedürfnissen nachzukommen, die von den Megatrends Energieeinsparung, Safety & Security, Globalisierung und Urbanisierung vorgegeben werden. Als Teil einer glo-



RH850: Renesas war der erste Hersteller, der für Automotive 40nm-MCUs in Serie baute.



balen Organisation, die ihre Kunden mit lokalen Niederlassungen unterstützt, arbeitet Renesas in Standardisierungsorganisationen mit und liefert innovative Lösungen, welche die Betriebskosten der Kunden reduzieren und die Markteinführungszeiten für ihre Produkte verkürzen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf vier Marktsegmente: intelligente Gebäudetechnik, die Smarte Fabrik des 21. Jahrhunderts, Energiemanagement und die Kerntechnologien des Internets. Beispiel dafür ist die Renesas Synergy Plattform, die aus fünf Hauptelementen besteht: Software, Mikrocontroller, Tools und Kits, Produkt- und Technologielösungen sowie einer Galerie. Qualifizierte und verifizierte EmbeddedSoftware ist der zentrale Bestandteil dieser Plattform. Diese wurde nach Industriestandards getestet, und gewährleistet deren Kompatibilität zu den Renesas-Synergy-MCUs. Die qualifizierten Software-Komponenten sind nicht nur für die MCUs optimiert und integriert, ihre Leistung und Zuverlässigkeit ist auch umfassend überprüft. //SG Renesas Electronics



www.meilensteine-der-elektronik.de



2015



R-Car: Fortschrittliche Fahrerinfo- und -assistenzsysteme stützen sich auf Renesas‘ MCU-Lösungen.



2015



Synergy: Software, MCU, Toolsets, Technologielösungen und Galerie als einheitliche Plattform.
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Chancen und Probleme der NearThreshold-Technologie in SoCs „Schwellennahe“ Technologie verspricht geringste Verlustleistung und längere Batterielebensdauer in Endgeräten. Doch Speicherintegration oder Support-Erhaltung durch Foundries können Probleme bereiten. QIAN YU *



* Qian Yu ... ist Technischer Marketing-Manager von ARM.
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Bild: ARM



D



ie Menge an Produkten und Anwendungen, die für das Internet der Dinge (IoT) entwickelt werden, wächst rasch; folglich besteht eine starke Nachfrage nach SoCs zum Einsatz im IoT. Das gilt besonders für Endpunkt-Einheiten wie Sensorknoten sowie WiFi- und Bluetooth „Smart“ Low-Energy- (BLE-)basierte Funktechniken und Netzwerke. Diese findet man in einer Unzahl von Applikationen vor, darunter die Audio-/Sprachverarbeitung, Sensor-Hubs zur Umweltüberwachung und besonders Energy-Harvesting-Systeme. Viele dieser Applikationen werden mit Knopfzellen-Batterien geringer Dichte gespeist, die monateoder jahrelang halten müssen, nicht nur Stunden oder Tage, wie wir es bei unseren Smartphones und anderen persönlichen Endgeräten erwarten würden. Das bedeutet, dass strenge Anforderungen an den Energieverbrauch zu erwarten sind. Eine Methode, um auf dieses Niveau eines niedrigen Energieverbrauchs und des Betriebs bei geringeren Spannungen zu kommen, besteht in der Verbrauchsreduzierung des aktiven und des Leckstroms, um den Mindestenergiepunkt (MEP) zu erreichen. ARM hat sich, wie wohl die gesamte Branche, zum Ziel gesetzt, die Halbleiterhersteller und die SoC-Designer in die Lage zu versetzen, den geringstmöglichen Leistungsverbrauch sowie die längste Batterienutzungsdauer für IoT-Endgeräte zu erzielen. ARM ist überzeugt davon, dass die Entwicklung marktführender physikalischer IP auf Grundlage der Near-Threshold-Technologie dieses Vorhaben möglich machen kann. Das Unternehmen hat bereits mehrere fortschrittliche F&E-Projekte durchgeführt, die sich mit dem Betrieb bei Near-Threshold-



Frequenz und Energiebedarf pro Zyklus: Der Mindestenergiepunkt (MEP) wird nicht notwendigerweise bei der geringstmöglichen Spannung erreicht, und zwar infolge der Kombination von dynamischer und SchaltEnergie sowie weil die Leck-Energie bei niedrigen Spannungen ansteigt.



(500-700 mV), Sub-Threshold- (350-500 mV) sowie Deep-Sub-Threshold- (weniger als 350 mV)Spannungen befassen.



Herausforderungen bei der Implementierung Ein Schlüsselelement dieser Experimente war die Bestimmung der Spannung, die zur geringsten erforderlichen Energie führt, die man zur Durchführung einer kompletten Rechenaufgabe braucht, ohne jedoch dabei den Spitzenstrom-Grenzwert zu überschreiten. In der Wirklichkeit entspricht die geringstmögliche Spannung nicht dem optimalen oder Mindestenergiepunkt (siehe Bild), weil die Kombination von aktiver und Leck-



Leistung bei sehr geringen Spannungen einen höheren Energieverbrauch zur Folge haben kann. Wenn die Spannung auf nahe den Schwellenwert oder darunter abfällt, nimmt die Leckleistung sogar zu, und nicht ab. Ein weiterer Aspekt ist, dass bei abfallender Spannung mehr Zeit nötig ist, um eine Aufgabe zu erledigen, was ebenfalls eine Erhöhung des Leckverlusts zur Folge hat. Statistische Modelle für moderne PDKs (Process Design Kits), wie sie von den führenden Foundries zur Verfügung stehen, sind im Allgemeinen bei rund 1 V bis 0,9 V optimiert, und sie sind robust und genau. Jedoch zeigen Simulationen, dass das typische Gauß’sche Verteilungsmodell für Transisto-
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ren bei niedrigeren Spannungen zusammenbricht. So wird etwa entsprechend der Prozessregeln bei TSMC ein Betrieb bei mehr als 20% unter der Nennspannung der Prozessdomäne nicht garantiert. Daraus geht klar hervor, dass die Foundries, um ein schwellennahes Design zu ermöglichen, ihre Prozesse bei niedrigeren Spannungen optimieren müssen, indem sie genauere Modelle erzeugen und die statistische Variation bei schwellennahen Spannungen reduzieren. Ein weiteres Problem liegt in der Frage, ob die angenommenen Voraussetzungen aktueller EDA-Tools (z.B. Timing-Closure-Tools) das korrekte statistische Modell zur Analyse bei der schwellennahen Betriebsspannung zugrunde gelegt haben. Das in Frage kommende Tool könnte davon ausgehen, dass die Anwender-Bibliothek, beschränkt durch die Foundry-Prozessregeln, nur bei ±20% der Spannungsdomäne arbeitet. Außerdem benötigt die StandardzellenArchitektur ein Restrukturierungselement, weil einige sequenzielle Zellen wie etwa Stapelzellen bei Near-Threshold-Spannungen nicht arbeiten. In Verbindung mit dieser Standardzellen-Optimierung werden andere Implementierungsprobleme auftreten, auf die man achten muss, zum Beispiel die Regulierung auf dem Chip. Das wird höchstwahrscheinlich bedeuten, dass neue Schaltungs-Design-Techniken eingeführt werden müssen, um schwellennahe Logik zu optimieren. Allerdings wird man hinsichtlich Fläche, Leistung und Performance Kompromisse eingehen müssen. Schließlich ist da noch das Speicherproblem. Während Logik vielleicht unkomplizierter ist, benötigen Speicher, besonders Embedded-SRAMs, höhere Spannungen für Lese-/Schreib-Operationen sowie zum Halten der gespeicherten Werte. Es wird eine Spannungswandlung auf höhere Pegel für kompliziertere Designs benötigt werden, bei denen der Speicher von Logik auf niedrigerem Spannungspegel umgeben ist. Darüber hinaus ist vorhersehbar, dass die Entwicklung größerer, anwendungsspezifischer Speicherbitzellen gefordert werden wird, was wiederum zu Speichern mit größeren Flächen führt. Man muss deshalb auch hinsichtlich des idealen Mindestenergiepunkts versus der Stabilität der Speicherbitzelle Kompromisse schließen.



Künftige Entwicklung der NearThreshold-Technologie Angesichts all dieser Probleme, denen man sich beim Design, der Implementierung sowie beim Testen des Siliziums mit Standard-EDA-Tools und IP-Abstraktionen gegen-
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übersieht, hat ARM den Schluss gezogen, dass trotz all dieser Herausforderungen eine Near-Threshold-IP in ein Produkt umgesetzt werden kann. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Logik-IP-Bibliotheken entwickelt, bei denen mehrere Betriebsspannungsdomänen in 55-nm- bis herunter zum 14-nm-Prozessknoten unterstützt werden. Derzeit werden Prototyp-Bibliotheken auf Grundlage der jüngsten Foundry-PDKs für den schwellennahen Betrieb in 55-nm- und 40-nm-Prozessen entwickelt, welche heutzutage das Optimum für die Entwicklung von IoT-Endgeräten darstellen. Führende EDA-Anbieter und Foundries bereiten sich jetzt schon darauf vor, die Einführung der Near-ThresholdTechnologie zu unterstützen. ARM arbeitet derzeit an der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für einen Test-Chip in Near-Threshold-Technologie; das Tapeout wird im ersten Halbjehr 2016 erwartet. Diese Entwicklung ist zwar eine kurz- bis mittelfristige Lösung, sie sollte jedoch einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des echten schwellennahen Designs sein, das auf dem Mindestenergiepunkt basiert. In Wirklichkeit müssen IoT-EndpunktSoCs nicht unbedingt in ihrer Gänze in schwellennaher Technologie implementiert werden. Bestimmte Logikbausteine, beispielsweise die Überwachungselemente von IoT-Subsystemen oder Audio-Verarbeitungsblöcke, bei denen keine Hochleistungsverarbeitung erforderlich ist, können bestimmt von einem Near-Threshold-Betrieb profitieren. Andere Blöcke, die eine höhere Geschwindigkeit oder Performance benötigen, lassen sich in Standardzellenlogik ausführen, die mit 1,0 V oder 0,9 V gespeist wird. Auf der Basis derzeitiger Foundry-Modelle sowie der jüngsten Design-Tools und Bibliotheken sollte es möglich sein, neue NearThreshold-Spannungs-Designmöglichkeiten zu schaffen. Zweifellos bestehen einige Hauptprobleme: dazu zählen die Verfügbarkeit von robusten und stabilen Niederspannungs-Prozesstechnologien, Support der EDA-Tools, Probleme der Speicherintegration in stromsparende SoC-Designs, sowie das Fehlen führender physikalischer NearThreshold-IP-Produkte. Jedoch sollten bereits in naher Zukunft echte schwellennahe Designs möglich sein – basierend auf dem Mindestenergiepunkt und nicht auf der niedrigstmöglichen Spannung –, die wiederum die nächste SoC-Generation für EndpunktIoT-Produkte und Systeme möglich machen. // SG ARM
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RENESAS SYNERGY ™ – SCHNELLER AM ZIEL.



Renesas Synergy – Die erste qualiﬁzierte Embedded MCU Software Plattform. TM



¡ Entwicklung auf dem API-Level starten ¡ Multiskalierbare und kompatible MCUs ¡ Vollintegriert und getestet ¡ Support aus einer Hand REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UM EIN SYNERGY S7 DEVELOPMENT KIT ZU GEWINNEN! www.renesas.eu/s7devkit
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MIKROCONTROLLER-SERIE



Längere Batterielebensdauer bei IoT-Anwendungen Wissen ist Macht! Linux Schulungen 2016 Juli: Industrie & Echtzeit IoT Security Distri-Dschungel Linux Tracing (X-Ray)



13. - 14. 07. 19. - 20. 07. 24. 07. 27. 07.



September: Yocto Einführung IoT Security Industrie & Echtzeit Mit Debian zur Distro



06. - 07. 09. 14. - 15. 09. 20. - 21. 09. 27. - 28. 09.



Oktober: Distri-Dschungel Linux Tracing (X-Ray) Industrie & Echtzeit IoT Security Linux Advanced



05. 10. 06. 10. 11. - 12. 10. 19. - 20. 10. 25. - 27. 10.



November: Mit Debian zur Distro



08. - 09. 11.



Telefon 07556 / 4521 890 [email protected]



CelsiStrip® Thermoetikette



registriert Maximalwerte durch Dauerschwärzung von +40 bis +260°C GRATIS Musterset von [email protected] Kostenloser Versand ab Bestellwert EUR 200 (verzollt, exkl. MwSt)



Sicherheits-Funktionen gemacht werden, um die Effizienzvorgaben zu erfüllen, bleiben diese Funktionen bei der Serie ADuCM302x unangetastet. Die Bausteine ADuCM3027 und



ADuCM3029, die als erste Produkte der Serie auf den Markt kommen, unterscheiden sich nur in der Größe ihres Flash-Speichers (128 k bzw. 256 k) und erreichen 252 Punkte im ULPBench-Test des unabhängigen Branchenverbands EEMBC. Sie basieren auf einem leicht zu konfigurierendem 32-Bit ARMCortex-M3-Prozessor, der eine optimale Ausgewogenheit zwischen Leistungsfähigkeit und Stromverbrauch verspricht. Analog Devices



10NM-FINFET-CHIPS



Mehr Info unter: www.linutronix.de



LINUTRONIX GMBH www.linutronix.de



Mit einer Stromaufnahme von unter 38 µA/MHz im aktiven Modus und weniger als 750 nA im Standby-Modus kommen die Mikrocontroller der ADuCM302Serie von Analog Devices auf längere Batteriewechsel- bzw. Ladeintervalle. Die hohe Effizienz hilft, Produktionskosten für IoT-Anwendungen zu verringert, und eignet sich besonders für Applikationen, in denen ein Batteriewechsel impraktikabel ist. Während bei manchen Lösungen auf dem Markt Abstriche an wichtigen Zuverlässigkeits- und



www.spirig.com



ARM rüstet für Virtual- und Augmented-Reality Mit im 10nm-FinFET-Verfahren gefertigten Cortex-Prozessorkernen und dem Mali-G71-Core für GPUs bereitet Chiphersteller ARM Smartphones und Tablets auf Features wie VR und Augmented Reality vor. Der Cortex A73 ist der bislang kleinste 64-Bit v8 Prozessorkern von ARM. Bei einer Strukturgröße von 10 nm belegt ein einzelner Kern weniger als 0,65mm2 Fläche auf dem fertigen Chip. Die Verkleinerung wurde in erster Linie durch Effizienzsteigerung in der Architektur erzielt. Der A73



kommt mit weniger Transistoren aus, erreicht aber dennoch bis zu 30% bessere Leistung als ein Cortex-A72. Zudem soll der A73 auch über einen längeren Zeitraum unter Spitzenauslastung laufen können, ohne die angestrebten Power-Budgets zu überschreiten. In erster Linie richtet sich dies an Anwendungen wie Computer mit großen Bildschirmen, industrielle Gateways, Infotainment-Systeme im Auto oder Smart-TVs. Der jüngste Spross der MaliGPU-Familie, Mali G-71, ist für



APIs nach Industriestandard, wie z.B. Vulkan, optimiert. Der GPU-Kern verspricht zum Vorgänger Mali T-880 eine bis zu 50%-ige Steigerung der Grafikleistung, eine um 20% bessere Energieeffizienz sowie 40% mehr Leistung pro belegten mm2 Fläche. Mali-G71 skaliert bis zu 32 Shader-Cores. Noch 2016 sollen die CPU- und GPU-Kerne in SoCs, ab 2017 auch in mobilen Handgeräten im Einsatz sein. ARM



ARM-CORTEX-M3 MCUS



Beilagenhinweis



Für Antriebssteuerungen und Consumer-Elektronik Der Ausgabe liegt eine Beilage der Firma



dataTec GmbH, Reutlingen bei. Wir bitten um Beachtung.



Die M3H MCUs, basierend auf den Cortex-M3-Cores von ARM, sind die ersten Bausteine der TXZ-Serie und die ersten MCUs von Toshiba, die im EmbeddedFlash-Speicher-Prozess auf Basis des 65nm-Logikprozesses gefertigt werden. Zum Angebot zählen Gehäuse mit geringer Anschlusszahl (32 bis 100 Pins) und kleine Flash-Speicher (32 bis 128 KB). Die MCUs werden mit Taktfrequenzen bis 40MHz betrieben. Integriert sind ein präziser 12bit A/D-Wandler mit 1,5us Wandlungsgeschwindigkeit und ein
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8-bit D/A-Wandler. Die M3H MCUs bieten Toshibas PMDFunktion (Programmable Motor Drive) für Antriebssteuerungen mit Wechselrichtern, z.B. bei A/C- und BLDC-Motoren. Hinzu



kommt universelle Peripherie wie UART, I2C, TSPI und Timer. Die ebenfalls integrierten Analogschaltkreise und die universelle Peripherie machen die M3H MCUs zu stromsparenden Bausteinen. Muster der 30 Derivate aus der M3H-Serie sind ab Mai 2016 erhältlich. Die Bausteine eignen sich für verschiedene Consumer- und Industrieanwendungen wie Antriebssteuerungen, Audio-/ Videogeräte und Büromaschinen. Toshiba
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RADIOVERSE



Design-Ökosystem und Breitband-HF-Transceiver für Wireless-Systeme Analog Devices stellt die Radioverse-Plattform vor. Das Ökosyste stellt Kunden integrierte Transceiver-Technologien, eine robuste Designumgebung und marktspezifisches technisches Know-how für ihre Entwicklungen zur Verfügung. Die Designumgebung mit Board Support Packages, Software und Tools ermöglicht den Kunden eine einfachere und zügigere Entwicklung drahtloser Systeme. Das Anwendungsgebiet reicht dabei von der Mobilfunk-Infrastruktur über die Aerospace- und Rüs-



tungselektronik bis hin zu elektronischen Prüf- und Messsystemen. RadioVerse definiert die Entwicklung drahtloser Systeme auf der Schaltungs-, Architektur-, System- und Software-Ebene neu. Sie erleichtert die Integ-



ration und verkürzt so die Markteinführungszeit der Kunden. Im Rahmen der Vorstellung des Technologie- und DesignECO-Systems RadioVerse präsentierte ADI auch den AD9371 als neues Familienmitglied seiner Serie integrierter BreitbandHF-Transceiver. Die vielseitige, trägerbasierende System-onChip-Lösung bietet einen weiten HF-Abstimmbereich von 300 MHz bis 6 GHz, eine Signalbandbreite von 100 MHz und eine Leistungsaufnahme von weniger als 5 W unter Standard-Betriebs-



bedingungen. Dabei ersetzt der Baustein bis zu 20 diskrete FunkBauelemente und lässt sich als einheitliche Entwicklungsplattform für eine Vielzahl von Anwendungen und Standards verwenden. Dies ermöglicht eine erhöhte Effizienz der Entwicklung eines Produktes. Der AD9371 im 12 x 12 mm CSP_BGA196-Gehäuse in Produktionsstückzahlen ab Juli 2016 zum Einzelpreis von 245 US-$ (ab 1000 Stück) verfügbar. Analog Devices



WIRELESS



Energiesparender Sub-GHz-HF-Transceiver für IoT-Anwendungen Der ZL70550 von Microsemi arbeitet im lizenzfreien ISM-Frequenzband (Industrial, Scientific, Medical) von 779 bis 965MHz und nimmt bei der Übertragung bei -10dBm lediglich 2,8mA auf. Beim Empfang benötigt er 2,5mA. Im Ruhemodus bietet der Baustein die branchenweit niedrigste Stromaufnahme von 10nA. Damit eignet sich der HF-Transceiver ideal für Anwendungen mit niedrigem Tastverhältnis. Als flexible Lösung, die sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt, arbeitet der



ZL70550 mit 1,7 bis 3,6 V und bietet eine variable Ausgangsleistung sowie Datenraten bis 200kbit/s. Für Applikationen mit erweiterter Wireless-Reichweite lassen sich Transmitter-Ausgangsleistung, Empfänger-Ein-



gangsempfindlichkeit und Datenrate anpassen, um bei minimal höherem Energieverbrauch des Bausteins ein Link-Budget von bis zu -107dBm zu erreichen. Der Baustein im kleinen 3 mm x 2 mm Chip-Scale-Gehäuse enthält einen Media Access Controller (MAC), der die meisten LinkSupport-Funktionen ausführt. Dazu zählen RSSI, Clear Channel Assessment, Sniff, Preamble und Synchronisation, Whitening und FEC (Forward Error Correction). Das als Option verfügbare Z-StarProtokoll von Microsemi ermög-



34. CADFEM ANSYS SIMULATION CONFERENCE



DIE FACHKONFERENZ ZUR NUMERISCHEN SIMULATION IN DER PRODUKTENTWICKLUNG 05.–07. OKTOBER 2016, NÜRNBERG



www.simulation-conference.com



licht die schnelle Produktentwicklung und bietet Full-StarKonfiguration, um ein komplettes Netzwerk zu implementieren. Besonders gut eignet sich der HF-Transceiver ZL70550 für Wireless-Applikationen, die mit Knopfzellen oder Energie-Harvestern versorgt werden. Dazu gehören Anwendungen aus den Bereichen Retail Asset Tracking, Prozesssteuerung, Wearable Monitoring, medizinische Diagnose und EKG-Geräte. Microsemi
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ERPU N K TTHEM EN



Addit i Elektr ve Fertigun g ische An „Digit aler Z triebe wi u.v.m lling“ .



Sponsoren



Embedded Design Applications Sprachen Board Level



Safety & Security



Themenschwerpunkte



Camera & Vision



Architektur



Debug & Veriﬁcation



12.07. – 14.07.2016, NH Hotel, Dornach-München



Holen Sie alles aus Ihren FPGA-basierten Systemen! Egal, ob Sie die Welt der Field Programmable Gate Arrays gerade erst kennenlernen oder schon ein alter Hase sind: Der FPGA-Kongress bietet für jeden Wissensstand den passenden Anschluss.



www.fpga-kongress.de www.vogel.de



Veranstalter:



AKTUELLE PRODUKTE // EMBEDDED SYSTEME



T H R E A D



ULTRASCALE+



Xilinx erweitert Zynq-Reihe um Dual-Core-Bausteine Die „CG” Dual-Core-Typen verbessern die Skalierbarkeit der Zynq UltraScale+ MPSoC Familie von Xilinx mit der Kombination von dualen Applikationen und Echtzeit-Prozessoren. Diese Dual-Core Bausteine bieten einen kostengünstigeren Einstieg in die Skalierbarkeit der Verarbeitung in der gegenwärtig lieferbaren Zynq UltraScale+ Familie, die Quad ARM Cortex-A53, Dual Cortex-R5, Graphik-Einheit und Video-Codec enthält. Die Entwickler können im Portfolio der skalierbaren Verar-



beitung zwischen drei unterschiedlichen Bausteinen wählen, um die Anforderungen einer breiten Vielfalt von Anwendermärkten zu erfüllen. Dazu zählen industrielle Motorsteuerungen,



Sensor-Fusion, medizinische Endoskopie und miniaturisierte Funkgeräte. Die CG Dual-Core Typen werden von der Vivado Design Suite, Version 2016.3, ab Q4 2016 unterstützt. Die Anwender können ab sofort die existierenden Zynq UltraScale+ Bausteine einsetzen und ihre Designs auf die neuen Dual-Core Bausteine migrieren. Die CG Dual-Core Typen sind voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2017 verfügbar. Xilinx



ALTERA PARTNERPROGRAMM



Netzwerk für Board-, IP- und Design-Services Das DSN-Programm von Altera (nun Intel PSG) stellt Kunden eine Plattform bereit, auf der sich Mitglieder mit IP- wie Hardwareanbietern über Produkte und Design-Dienstleistungen rund um ihr CPLD-, FPGA-, SoCund Enpirion-Power-Angebot austauschen können, um Designprozesse und Produkteinführungen zu beschleunigen. Die DSN-Mitglieder decken Anwendungen und Branchen wie Industrie, IoT, Automotive, Massenspeicher, Militärtechnik, Rundfunk, Embedded-Bildverar-



beitung oder Funktechnik ab. Für Altera-Kunden steht damit umfassendes Know-how bei der Bauteilauswahl bis hin zum kompletten Design auf Systemebene zur Verfügung. Dazu zählen Produktmöglichkeiten, spezielle Design-Tools, IP-Integration und Schulungen. Altera bietet den DSN-Mitgliedern Zugang auf neueste Entwicklungstools, Software, IP und technischen Support, um kundenspezifisches FPGA- und Embedded-Design oder die Produktentwicklung zu beschleunigen.



Um die technische Expertise und die Qualität des Netzwerks sicherzustellen, müssen die Mitglieder technische Schulungen durchlaufen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Programm ermöglicht Alterageschulten DSN-Partnern, je nach Erfahrungsschatz und Erfolg einen Platinum- oder GoldStatus zu erhalten. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: www.altera.com/dsn Altera / Intel PSG



ALL YOU



NEED IN AN RTOS Source Code No Royalties Small Footprint



IEC-61508 • IEC-62304 Express Logic’s ThreadX RTOS has received TÜV Certiﬁcation for functional safety, according to IEC-61508 and IEC-62304 standards. Now, use of ThreadX for safety-critical systems is easier than ever before. Ask us about our TÜV certiﬁcation, and how it can help you meet IEC-61508 and IEC-62304 regulations.



YOUR EXTRAS Certiﬁcation Pack™ Certiﬁcation Fastest RTOS Automatic Event Trace



ADDITIONAL MODULES N E T TCP/IP with IPv4 & IPv6



F I L E Embedded FAT File System



ASSP- UND FPGA-MIX



U S B



Video-Interface-Bridging für den Industriemarkt Lattice bietet mit einer neuen Suite an HDMI-Sendern, -Empfängern, -Port-Prozessoren und -Videoprozessoren ein komplettes Portfolio von zuverlässigen programmierbaren Bausteinen, die die Umweltspezifikationen industrieller Einsatzumgebungen erfüllen, die geforderte Langlebigkeit aufweisen und langfristig lieferbar sind. Die Produkte helfen, Herausforderungen beim Bridging zu meistern oder Videoverarbeitungsfunktionen zu implementieren, um Anwendungen wie Mensch-
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Maschine-Schnittstellen, Sicherheit/Überwachung oder Digital Signage zu optimieren. Die HDMI-ASSP- und FPGABausteine bieten Lösungen für diverse Interface-Bridging-Anwendungen, darunter: Erfassung, Formatumwandlung und Übertragung von FullHD/4KUHD-Video-Inhalten von HDMI/ DVI-Quellen, SDI-Quellen oder Bildsensoren; VRS-ClearViewTechnologie für adaptive VideoSkalierer, Rauschreduktion und Bildoptimierung; sowie Schalten und Übertragen von FullHD/4K-



Host and Device Stack



G U I Embedded Graphics



T R A C E Real-Time Event Trace



UHD-Video- und analogen Videosignalen, einschließlich automatischer Formaterkennung und AFE-Technologie. Lattice
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For Information visit



WWW.RTOS.COM



+49 5143-911303



Lösungen für die Zukunft der Elektrotechnik



Bild: Phoenix Contact



Industrielle Automatisierung, Infrastrukturprojekte und Informationstechnik setzen weltweit große Potenziale frei – dafür bietet Phoenix Contact geeignete Komponenten und Lösungen.



P



hoenix Contact wurde 1923 als Handelsvertretung für Elektroprodukte in Essen gegründet – Fahrdrahtklemmen für elektrische Straßenbahnen waren damals das Kerngeschäft. Weil entscheidende Trends frühzeitig erkannt und mit den richtigen Produkten bedient wurden – wie etwa Reihenklemmen, Elektronik, Feldbustechnik, regenerative Energien – ist das Unternehmen über Jahrzehnte kontinuierlich gewachsen. Heute ist Phoenix Contact ein weltweiter Marktführer für Komponenten, Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Das FamilienUnternehmen beschäftigt rund um den Globus 14.500 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von 1,91 Mrd. Euro. Stammsitz ist das ostwestfälische Blomberg – eine gute Autostunde von Hannover entfernt. Zur Phoenix Contact-Gruppe gehören heute 13 Unternehmen sowie mehr als 50 VertriebsGesellschaften in aller Welt. Die internationale Präsenz wird durch 30 Vertretungen in Europa und Übersee unterstützt.



Transatlantische Allianz schon seit Jahren



Am Puls der Zeit: Präsentation des neuen Schnelllade-System CCS plus auf der Hannover Messe 2016 (v.l.r.n): Frank Stührenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Phoenix Contact-Gruppe; US-Präsident Barack Obama; Bundeskanzlerin Angela Merkel; Jack Nehlig, Präsident von Phoenix Contact Incorp., USA.
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Der umsatzstärkste Markt nach Deutschland sind die USA – mit über 700 Mitarbeitern wurden im letzten Jahr 300 Mio. US Dollar umgesetzt. Gegründet wurde die USTochter 1981 in Harrisburg, Pennsylvania, wo sich bis heute der US-Stammsitz befindet. Neben dem Vertrieb sind dort auch Entwicklung und Produktion angesiedelt. Weitere US-Niederlassungen gibt es in Ann Arbour/ Michigan, Houston/Texas sowie in San José/ Kalifornien im Silicon Valley. Weil sich Phoenix Contact auf der anderen Seite des Atlantiks schon seit Jahren stark engagiert, hatte sich das Unternehmen gemeinsam mit der deutschen Messegesellschaft schon länger darum bemüht, die USA als Partnerland für die Hannover Messe zu gewinnen. „Als dann Ende April die Messe eröffnet wurde, hat beim traditionellen Rundgang US-Präsident Barack Obama mit
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Steckbrief



Bundeskanzlerin Angela Merkel den Messestand von Phoenix Contact besucht“, freut sich Angela Josephs, Pressesprecherin von Phoenix Contact und Leiterin der Presse- & Öffentlichkeitsarbeit. „Wir stellen seit 1953 auf der Hannover Messe aus und sind seit Jahren drittgrößter Aussteller.“ CEO Frank Stührenberg präsentierte – stellvertretend für Neuentwicklungen aus zahlreichen Produktbereichen – die neuen Ladestecker für die Elektromobilität (Bild). Das Schnelllade-System CCS plus, das mit einer Leistung bis zu 350.000 W einen Akku in 3 bis 5 min für eine Reichweite von 100 km aufladen kann, gibt es für den europäischen und den amerikanischen Markt – in beiden Fällen mit standardisierten Steckverbindern. „Mit diesem Schnelllade-System wird eine der wichtigsten Forderungen erfüllt, die die Akzeptanz der Elektromobilität erhöhen“, so Josephs. „Das Ladesystem ist damit auch ein wichtiger Meilenstein für die politisch gewünschte Verbreitung der Elektromobilität auf beiden Seiten des Atlantiks.“



Fertigungstiefe und Knowhow im eigenen Hause Als global agierendes Unternehmen produziert Phoenix Contact außer in Deutschland und den USA in weiteren acht Ländern. Das Spektrum der rund 60.000 Produkte umfasst Komponenten und Systemlösungen für die Energieversorgung inklusive Windund Solarenergie, für den Geräte- und Maschinenbau sowie für den Schaltschrankbau. Ein vielfältiges Programm von Reihen- und Spezialklemmen, Printklemmen und Steckverbindern, Kabelanschlusstechnik und Installationszubehör umfasst zahlreiche innovative Komponenten. Elektronische Interfaces und Stromversorgungen, Automatisierungssysteme auf Basis von Ethernet und Wireless, Sicherheitslösungen für Mensch, Maschine und Daten, ÜberspannungsschutzSysteme sowie Software-Programme und -Tools bieten Errichtern und Betreibern von Anlagen sowie Geräteherstellern umfassende Systeme. Die Märkte der Automobilindustrie, der regenerativen Energien und der Infrastruktur werden durch ganzheitliche Lösungskonzepte inklusive Engineering-, Service- und Trainingsleistungen gemäß ihrer spezifischen Bedürfnisse betreut. Was Phoenix Contact von vielen Marktbegleitern unterscheidet, ist die hohe Fertigungstiefe und das damit einhergehende breite Knowhow im eigenen Hause. Die Strategie, über Jahrzehnte mehr auf In- als auf Outsourcing zu setzen, hat sich in vielfacher Hinsicht als richtig erwiesen. So verfügt das
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„ Anbieter von Kompo nenten, Sys und Lösunge temen n im Bereich nik, Elektro der Elektro technik und Auto mation „ Fertigungs stätten in A rgentinien, en, China, D Brasilieutschland , Griechenla en, Polen, S nd, Indichweden, Tü rkei, USA „ Anzahl der Produkte: 6 0.000 „ Globale P räsenz durc h mehr als ter- und Vert 50 Tochriebsgesells chaften „ Mitarbeite rzahl: 14.50 0 (2015) „ Umsatz: 1, 91 Mrd. € (2 015) „ Investitio nen: 7 Pro zent des U (Sachinvest msatzes itionen) „ F&E-Ante il: etwa 7 P rozent des (Aufwände Umsatzes für Entwickl ung und Pro nagement) duktma„ Hauptsitz des Unterneh mens: Blom Nordrhein-W berg, estfalen



Unternehmen über einen eigenen Werkzeug- und Maschinenbau. Von den Schrauben für Reihenklemmen über Kunststoff- und Metallteile bis hin zur hochautomatisierten Montagemaschine wird alles in hoher Qualität selbst gefertigt. „So sichern wir einerseits unsere wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit und erhalten den Gestaltungsraum“, so Josephs. „Andererseits gewährleisten wir, wofür Phoenix Contact steht: hohe Qualität bis ins kleinste Detail.“ Durch die hohe Fertigungstiefe ergeben sich vielfältige Aufgaben und interessante Fragestellungen innerhalb des Unternehmens. Gerade im Hinblick auf Industrie 4.0 ist dieser Aspekt von großer Bedeutung – Phoenix Contact ist dabei Anwender und Anbieter gleichermaßen. Josephs: „Was wir in unserem weltweiten Produktions-Netzwerk auf eigenem Knowhow und mit eigenen Produkten entwickeln und einsetzen, können wir als industrielle Lösung schneller und besser am Markt verkaufen.“



Die Automatisierung der Automatisierung So sieht sich Phoenix Contact gut aufgestellt – in einer Welt, die sich immer schneller verändert, die digitaler, intelligenter und flexibler wird. Dabei weisen Initiativen wie Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium (IIC) oder China Manufacturing 2025 wichtige Wege, wie sich die Digitalisierung für das Unternehmen auswirken wird. Neu ist das Thema dort nicht – im Bereich Automatisierungstechnik wurde schon vor mehr als zehn Jahren der Slogan „IT-powered Automation“ geprägt. Schon seinerzeit war man überzeugt, dass die Steuerungstechnik wesentliche Aspekte der Digitalisierung unterstützen müsse. Zudem müsse sie neben der klassischen SPS-Funktionalität Kommunikationsschnittstellen bieten, über die sie nahtlos in IT-Strukturen integriert werden kann. „Intern kursierte auch der Begriff von der Automatisierung der Automatisierung, und seitdem sehen viele Kollegen den enormen Produktivitätsschub, den die Digitalisierung hier mit sich bringt“, erinnert sich Josephs. „In gewisser Weise schließt sich hier ein Kreis, weil die Digitalisierung selbst ja auch



als Automatisierung begonnen hat – als Automatisierung der Rechenoperationen.“ Um die Digitalisierung in die intelligente Produktion von morgen zu wandeln, ist Phoenix Contact in der Plattform Industrie 4.0 von Beginn an aktiv. Dieses Gemeinschaftsprojekt der deutschen Wirtschaftsverbände BITKOM, VDMA und ZVEI setzt das Zukunftsprojekt der Bundesregierung um. In weiteren Technologienetzwerken und international führenden Gremien gestaltet das Unternehmen zentrale Themen mit. Außerdem wurde das Thema frühzeitig vom Kopf auf die Füße gestellt – etwa im Technologienetzwerk Smart Engineering and Production 4.0: Die Firmen Eplan, Rittal und Phoenix Contact erarbeiten den durchgängigen, automatisierten Prozess vom digitalen Artikel über das Engineering bis hin zur Produktion. Denn die Basis für die intelligente Produktion von morgen ist die Verwendung einer einheitlichen digitalen Beschreibung. Im Rahmen des Spitzenclusters it‘s OWL entstand die „Automation für wandlungsfähige Produktionstechnik“ (AWaPro). Die individuelle Bestückung von Tragschienen mit Reihenklemmen passt sich flexibel an sich ändernde Herstellungsverfahren an. Die Datendurchgängigkeit vom Engineering-Tool bis zur Qualitätskontrolle sowie die wandlungsfähige Produktion machen alle Vorteile der Massenfertigung für die individuelle Produktion nutzbar – bis hinunter zur Stückzahl eins. // KR Phoenix Contact
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Standard für zukünftige Leistungssteckverbinder Der „M12 Power“-Steckverbinder bietet bei kleineren Abmessungen genug Leistung für energiehungrige Anwendungen im Feld. Durch Normung und neue Kodierung spart man Platz und Schnittstellen.



Bilder: Harting



MATTHIAS DOMBERG UND JONAS DIEKMANN *



Auch Steuerungen und Datenverarbeitung sind von diesem Wandel betroffen. So entfernt man sich immer weiter von großen zentralen Rechensystemen, die die Intelligenz einer Maschine auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Der IP65/67 taugliche Steckverbinder ist hier geeignet für eine sichere Stromversorgung. Diese Eigenschaften sind neben den klassischen Anwendungen im Bereich Automation auch für andere Märkte wie zum Beispiel Transportation interessant.



Standardgeräteanschluss für die Stromversorgung



Startschuss für einen neuen Standard: M12 Power L-coded war zur Hannover Messe 2016 in allen Varianten verfügbar.



Z



ukünftige „Industrie 4.0“-Anwendungen in der Automatisierung müssen neben Signalen und Daten auch immer höhere Hilfsenergien über die Leitungen übertragen. Die Harting-Technologiegruppe hat deshalb die Entwicklung eines neuen Industriestandards mit vorangetrieben, um herstellerübergreifende Steckgesichter zu realisieren. Die daraus resultierende neue Norm IEC 61076-2-111 bildet die Grundlage für zukünftige M12-Power-Steckverbinder. Aus der verabschiedeten Norm geht auch das neue Steckgesicht mit L-Kodierung her-



* Matthias Domberg ... arbeitet als Produktmanager Rundsteckverbinder bei HARTING Electronics in Rahden.



* Jonas Diekmann ... ist technischer Redakteur bei HARTING Electronics in Rahden.
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vor. Der 5-polige, L-kodierte M12-Steckverbinder offeriert eine Nennspannung von 63 V bei einer Stromtragfähigkeit von 16 A sowie eine Leistung von 0,75 kW. Der L-kodierte Steckverbinder bietet vier Pole zur Leistungsübertragung und einen einen Schutzkontakt. Anwendungsgebiete sind Feldverteilerboxen, feldbusgesteuerte I/O-Boxen, Netzgeräte oder Ventilapplikationen. Auch kleine Servomotoren können über den Steckverbinder betrieben werden. Im Feld geht der Trend zukünftig immer mehr dazu, Recheneinheiten zu dezentralisieren und stärker in modulare Systeme zu zerlegen. Komponenten, die vorher anonyme Bauteile waren, bekommen eine „Intelligenz“ und können Daten oder Signale aufnehmen, verarbeiten und auch wieder an andere Komponenten mitteilen. Dies betrifft nicht nur Werkzeuge oder andere verschleißanfällige Komponenten, die per RFID-Chip Arbeitszyklen mitteilen können und so vorzeitig einen Austausch ohne ungeplanten Maschinenstillstand gewährleisten.



Die Profinet Nutzer Organisation (PNO) sieht den „M12 Power“ als zukünftigen Standardgeräteanschluss bei der Energieversorgung, der bestehende A-kodierte M12- und 7/8-Zoll-Lösungen ablösen wird. A-kodierte M12-Steckverbinder liefern bei einer Nennspannung von 32 V bei 4 A eine Leistung von maximal 120 W. Für kleine Feldgeräte ist das noch ausreichend, aber man stößt häufig schon an die Grenzen des Machbaren. Für höhere Leistungen kommen bisher 7/8-Zoll-Lösungen (230 V bei 10 A) zum Einsatz. Diese sind jedoch größer und kosten Platz. Auf manchen I/O-Boxen findet man für Daten und Signale nur M12-Buchsen. Für die Spannungsversorgung ist ein7/8-ZollSteckverbinder vorgesehen. Eine zusätzliche Schnittstelle erfordert bei der Herstellung von Gehäusen anderes Werkzeug und andere Bemaßungen. Mit dem „M12 Power“ hat man in Zukunft eine einheitliche Schnittstelle, die neben Platz auch Kosten spart. Unter optischen Aspekten kann eine einheitliche Versorgung über M12-Steckverbinder auch bei Maschinen und Robotern punkten. Aus diesen Gründen sollen A-kodierte M12- und 7/8-Zoll-Lösungen in Zukunft nicht mehr ein designed werden. Für Anforderungen, die über die L-Kodierung hinausgehen, steht bereits die K-Kodierung in den Startlöchern. Mit 630 V bei 12 A wird die K-Kodie-
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rung auch Anschlusswerte von DrehstromMotoren bis zu 7,5 kW abdecken. Ein weiterer großer Vorteil des PowerSteckverbinders gegenüber seinen Vorgängern ist die 360° Schirmung, die bereits im „M12 SlimDesign“ Anwendung findet und über die Anforderungen der Norm hinausgeht.



Bild 1: Beim M12 Power wird die Leistung in der L-Kodierung über vier Pole und einen Schutzkontakt übertragen; links das Polbild der Steckerseite, rechts das Pendant der Buchsenseite.



Alternativen zum M12 in L-Kodierung Bleibt man in ähnlichen Größenverhältnissen und benötigt dazu noch eine etwas flexiblere Stromversorgung, die häufig gesteckt und getrennt wird, sollten sich Anwender PushPull Power-Steckverbinder in den Varianten V4 und V14 ansehen. Variante 4 ist zwar nicht rund, besitzt aber sonst eine durchaus vergleichbare Größe zum M12-Steckverbinder. Dazu besitzt der Stecker vier Powerkontakte, über die man Geräte bei einer Spannungsfestigkeit von 48 V mit bis maximal 12 A versorgen kann. Einen PE-Kontakt hat man hier jedoch nicht zur Verfügung. Wer diesen benötigt und doch wieder etwas mehr Platz in Kauf nehmen kann, sollte sich die Variante 14 genauer ansehen. Mit vier Powerkontakten, einem PE-Kontakt und 16 A / 690 V in einem einhändig zu bedienenden Gehäuse, wahlweise aus Metall oder Kunststoff, besitzt er genug Reserven für Antriebe, die flexibel anschließbar sein müssen. Die dritte und meist zu Unrecht übersehene Alternative bilden bewährte D-Sub-Steckverbinder. Die Technologiegruppe führt sie unter der Bezeichnung „D-Sub mixed“ und bietet sie variabel mit 2 bis 8 Power-Kontakten an, die auch beliebig mit Signalkontakten kombiniert werden können. Mit dem bewährten D-Sub können je nach Anwendung bis zu 40 A pro Kontakt übertragen werden (maximal 160 V). Der Steckverbinder zielt vorrangig auf die Stromversorgung von Maschinen



ab, die direkt über eine Platine erfolgt. Bei Schutzart und Vibrationsfestigkeit stehen D-Sub in nichts M12-Steckverbindern nach, lediglich die Platzfrage ist hier als kritisch zu betrachten, sobald man mehr als zwei Kontakte benötigt. Letztendlich bietet der L-kodierte „M12 Power“ im direkten Vergleich zum D-Sub-Steckverbinder nicht ganz dessen Leistungsdaten. Dafür liegt er bei Größe und beim Verhältnis von Größe zu Leistung deutlich vorne und punktet, wenn es um die Kombination von Stromstärke und kleinsten Abmessungen in einem robusten Gehäuse geht. Zudem deckt er die meisten Anwendungen ab und für höhere Anforderungen ist die K-Kodierung geplant.



Vollständige Produktfamilie für ganzheitliche Lösungen Die Technologiegruppe bietet mit dem „M12 Power“ eine vollständige Produktfamilie. Neben dem klassischen M12-Steckverbinder mit Kabelanschluss gibt es eine Reflowfähige Leiterplatten-Variante in Durchsteckmontage. Drüber hinaus wird eine Wanddurchführung angeboten, die wahlweise ohne oder



Bild 2: Neben dem hier abgebildeten M12-Steckverbinder mit Kabelanschluss gibt es u.a. eine Reflow-fähige Leiterplatten-Variante in Durchsteckmontage.



mit bereits vorkonfektionierten Adern erhältlich ist. Den Steckverbinder gibt es kabelseitig wahlweise mit Crimpanschluss oder mit dem firmeneigenen Schneidklemmanschluss HARAX. Die ersten Steckgesichter wurden 2011 von Phoenix Contact entwickelt und in den Markt eingeführt, diese initiierten die internationale Normung. Im Jahr 2012 folgten von Molex zwei weitere M12-Power-Steckgesichter. Die Markteinführung der „M12 Power“-Familie von Harting erfolgte in zwei Stufen: Auf der SPS im November 2015 wurden die IDCVariante und die Leiterplatten-Variante vorgestellt, seit der Hannover Messe 2016 sind 360° geschirmte Crimpversion und die Wanddurchführungen erhältlich. // KR Harting



FLEXIBEL, VIELSEITIG UND ANPASSUNGSFÄHIG Für anspruchsvolle Verbindungen: Modulares Kabel-an-Kabel-/Kabel-anKarte-System. AWG 28 bis 14, leicht steckbar, sichere Verriegelung, vertauschsicher, stabile Kontakte, sehr belastbar. Weitere Infos unter:
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CFP2 mit 56 GBit/s Datenübertragungsraten Yamaichi Electronics hat ein CFP2-Host- und Steckverbindersystem für 56 GBit/s entwickelt. Das System wird hauptsächlich bei ACO-Modulen (ACO = Analogue Coherent Optics) oder CPF2-Modulen eingesetzt, bei denen eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung gefordert ist. Das Steckverbindersystem eignet sich für Anwendungen mit 10 Kanälen mit je 25 GBit/s bzw. vier Kanälen mit je 50 GBit/s. Das Unternehmen hat bereits eine komplette Produktlinie mit CFP-, CFP2-, CFP4- und



CFP8-Steckverbindersystemen auf den Markt gebracht, die alle der MSA-Spezifikation entsprechen und 100-GBit/s-Komponenten maßgeblicher Kunden unterstützen. Die Ausführung des aktuellen CFP2-Steckverbin-



ders für 56 GBit/s entspricht ebenfalls der MSA-Spezifikation. Im Vergleich zu den herkömmlichen CFP2-Steckverbindern für 28 GBit/s sind sowohl die Einfügedämpfung als auch die Reflexionsdämpfung des CFP2-Steckverbinders für 56 GBit/s um ca. 2 dB besser. Bei 28 GHz liegt die Einfügedämpfung des CPF2Steckverbinders für 28 GBit/s bei –4,5 dB, während sie beim CPF2Steckverbinder für 56 GBit/s –2 dB beträgt. Die S-Parameter und alle Messprotokolle für Einfügedämpfung, Reflexionsdämpfung



und Nebensprechen sind auf Anfrage erhältlich. Die mechanischen Eigenschaften entsprechen denen des CFP2-Steckverbinders für 28 GBit/s. Daher sind die CFP2-Steckverbinder für 28 GBit/s und 56 GBit/s mechanisch kompatibel. Zu den mechanischen Komponenten des CFP2Steckverbinders gehören Gehäuse, Steckerüberzug, Kühlkörper und Clip. Die Steckverbinder können bei CFP2-Buchsen für 56 GBit/s eingesetzt werden. Yamaichi Electronics



LEITERPLATTENSTECKVERBINDER



Sichere Kontaktierung für High-End-Anwendungen im BTB-Bereich W+P (Vertrieb: pk components) präsentiert mit den Präzisionsbuchsenleisten der Serien 153 und 1531 Bauteile mit einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit. Realisiert wird dies durch die Gestaltung der Präzisionskontakte. Bestehend aus einer gedrehten Hülse mit einer 6-Lamellen-Feder gewährleisten sie eine Rundumkontaktierung der einzuführenden Stiftleiste. Bei der Herstellung werden auf einer High-Speed Drehmaschine die Kontakte zu einer zylindrischen Form gedreht. In diese Messing-



hülse wird eine Feder aus Beryllium-Kupfer mit sechs Lamellen eingefügt und direkt im Kopf der Hülse verpresst. Im oberen Drittel des Einsteckbereichs liegt der Kontaktierungspunkt. Im Gegensatz zu gestanzten Kontakten



stellen die Präzisionskontakte zuverlässige Verbindungen sowohl zu Vierkantstiften als auch zu Rundstiften her. Um die Hochwertigkeit der Verbindung noch weiter zu erhöhen, ist es empfehlenswert als einzuführendes Gegenstück Stiftleisten mit thermisch gerissenen Kontakten zu wählen. Diese stellen durch ihre glatte Oberfläche und die konvexe Formgestaltung der Spitze zusätzlich sicher, dass eine großflächige und sichere Kontaktierung stattfinden kann. Die Serien umfassen ein- und zweireihige



Buchsenleisten im Rastermaß 2,54 mm als Einlöt- und SMTVersionen. Die Beryllium-Kupfer-Feder gibt es mit verschiedenen Oberflächenoptionen (verzinnt, vergoldet) zur Aufnahme von 0,65 bis 0,85 mm Rundstiften oder 0,635 mm Vierkantstiften. Der Durchgangswiderstand beträgt weniger als 10 mOhm, die Strombelastbarkeit 3 A. Eine sichere Funktion ist in einem Temperaturbereich von –55 bis 125°C gewährleistet. pk components



igus ... chainﬂex hält ... 36 Monate Garantie ... ®



®



chainﬂex : Zuviel des Guten! ®



... getestet im größten Labor für bewegte Leitungen Getestet: chainﬂex hält oder Geld zurück Einzigartige Garantie für die größte Auswahl an getesteten Steuer-, Daten-, Bus-, Mess-, Servo, Servo-Hybrid, Motor-, LWL- und Robotikleitungen für die Bewegung in der e-kette . 36 Monate bzw. 10 Mio. Doppelhübe, 5 Mio. bei chainﬂex M und Torsionsleitungen. Planbare Sicherheit für bewegte Leitungen. Lebensdauer online berechenbar. igus.de/Garantie ®



plastics for longer life



®



®



®



igus GmbH Tel. 02203-9649-800 [email protected] ®



Besuchen Sie uns: AMB, Stuttgart - Halle 4 Stand C53, Motek 2016, Stuttgart - Halle 4 Stand 4310



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



ELEKTROKLEMMEN



Leipold stößt mit Klemmen in amerikanischen Markt vor Die Leipold Gruppe hat eine Vertriebskooperation mit ILSCO geschlossen. Das 120 Jahre alte USFamilienunternehmen führt mit den Leipold-Produkten den Trend zu fingersicheren, elektrischen Kabelverbindungen ein. Die Kooperation bezieht sich vorerst auf die Phasenverteiler-



blöcke (PDB – Power Distribution Blocks). Diese eignen sich sowohl für den Einsatz auf Montageplatte als auch im Schaltschrank- sowie im Steuerungsund Verteilerbau für industrielle Anwendungen. Das PDB-Portfolio umfasst zehn Ausführungen in sechs unterschiedlichen An-



schlussgrößen: PDB 160, PDB 210, PDB 220, PDB 270, PDB 400 und PDB 490. Drei weitere befinden sich in der Entwicklung. Die Klemmen sind sowohl mit Kupfer- als auch Aluminiumleitern kompatibel und nach den Standards von VDE, UL und CSA zertifiziert. Während die kleinen



Ausführungen 1000 V DC-geprüft sind, sind die großen auch für Spannungen von 1500 V zugelassen. Die Klemmen haben ebenfalls die amerikanische SCCR-Prüfung (100 und 200 kA) bestanden. Leipold



USB-C UND -PD



Weniger Verbindungstechnik Während Elektronikunternehmen auf der ganzen Welt vermehrt die Implementierung der neuen USB Typ-C- und Power Delivery-Lösungen (PD) anstreben, vereinfacht STMicroelectronics diese Aufgabe mithilfe einer zertifizierten Embedded-Software-Lösung auf der Basis der STM32-Mikrocontroller. Der kostenlose STM32 USB-C and PD Middleware Stack entspricht den USB Typ-C 1.2- und USB Power Delivery 2.0-Spezifikationen. Der Firmware-Stack X-CUBE-USB-PD gibt Designern die Möglichkeit, ihre bestehenden USB-Geräte aufzurüsten. USB-C stellt in Verbindung mit der Power DeliveryTechnologie einen reversiblen Steckverbinder zur Verfügung, bietet die Fähigkeit zum Mitführen aller notwendigen Daten (einschließlich Video oder proprietärer Protokolle) und unterstützt bis zu 100 W Leistung zum Versorgen oder Laden von Geräten, die an den USB-Port angeschlossen werden. Ein Vorteil hinsichtlich der Kosten und des Leiterplatten-Footprints besteht darin, dass Lösungen nur ein sehr einfaches Analog Front End mit wenigen passiven Bauelementen benötigen, da die eingebauten Eigenschaften der STM32Familie (z.B. Komparatoren, A/D-Wandler, Timer und DMA) vollständig genutzt werden können.



HIGH SPEED LÖSUNGEN



• Die SEARAY™ Open Pin Field Arrays ermöglichen mit bis zu 500 Kontakten und einem 1,27 mm Raster maximale Flexibilität der Masse-und Signalbelegung • Verbindungssysteme mit intergrierten Power / Masseebenen im Raster 0,50 mm, 0,635 mm und 0,80 mm • Optimimierte Edge Rate® Kontakte für eine verbesserte Signalintegrität • Das ExaMAX® High Speed Backplane System bietet Übertragungsraten von 28 Gbps sowie die Möglichkeit bis zu 56 Gbps • High Speed Micro Coax und Twinax Kabelbaugruppen für Single-Ended und Differential Pair Anwendungen • Durch das QSFP Flyover-System können kritische High Speed Signale über die Platine hinweg transportiert werden für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität • Die FireFly™ Kabelbaugruppe ermöglicht einen einfachen Austausch zwischen Kupferund Glasfaserverbindungen unter Beibehaltung des gleichen Micro Steckersystems



ST Microelectronics
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etherCON CAT5e und CAT6A PoE+ konform



GLASFASER-VERBINDUNGSMODUL



Verbindet, was zusammengehört



für horizontale und vertikale Leiterplatten erhältlich



Telegärtner hat ein Verbindungsmodul für Glasfaserleitungen entwickelt. Das TOC-FEM verbindet neu zu verlegende oder vorhandene sowie beschädigte LWL-Verbindungen sicher und dauerhaft. Anwendungsgebiete sind Gebäudenetze, Industrieverkabelungen oder Datenverteiler. Der Einsatzbereich reicht von der Gebäudeverkabelung mit FTTH-Netz über Mobilfunk- oder industrielle Anwendungen und Sicherheitstechnik. Das Modul verbindet konfektionierte Glasfaserleitungen im Innen- wie im Außenbereich. Das robuste Metallgehäuse aus eloxiertem Aluminium schützt die Verbindung vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen. Durch einen elastischen Dichteinsatz eignet es sich sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungen vor Ort. Das zweiteilige Gehäuse mit Staubschutzkappen enthält eine



Abstand Front zu PCB 24 mm



RJ45 Durchgangsbuchse



Front LEDs für Datenübertragung



IDC-Anschlüsse



abgeschirmt



IP65 mit SE8FD Dichtungskit



Mehr als 40 Jahre Fachwissen stecken in allen NEUTRIK-Produkten. Unsere etherCON-Serie ist ein robustes verriegelbares RJ45-Stecksystem, das auch für raue Industrie-Umgebungen bestens geeignet ist. ®



www.neutrik.de



LWL Kupplung aus verzinktem Stahlblech und nimmt Kabeldurchmesser von 4,0 bis 9,5 mm Durchmesser auf. Passende Dichteinsätze schützen die Verbindung vor Umwelteinflüssen und sorgen für Schutzgrad IP67. Lieferbar ist das Modul mit LC Duplex- oder MPO/MTP-Kupplungen in Single- und Multimode. Telegärtner



HYBRIDSTECKVERBINDER



Verschiedene Übertragungsarten Der hybride Steckverbinder ODU-MAC ZERO überzeugt mit modularer Vielfalt auf kleinstem Bauraum und präsentiert sich in einem Mini-Kunststoffgehäuse. Die platzsparende Gehäusegeometrie ermöglicht dabei eine große Auswahl an Modulen für die zuverlässige Übertragung von Signalen, Power, Lichtwellen, Daten oder HF-Signalen. Insgesamt können Kunden bis zu



09232



--> facebook.com/elektronikpraxis



neun Einheiten frei wählen und kombinieren. Anstelle eines Aluminiumrahmens verfügt das Gehäuse über integrierte Schienen und enthält daher keine magnetischen Komponenten. Die rahmenlose Konstruktion besticht zudem mit drei unterschiedlichen Kabelabgängen und einem ästhetischen, ergonomischen Design. Niedrige Steck- und Ziehkräfte sowie Kodiermöglichkeiten per Modul oder farbigem Knickschutz erleichtern die Handhabung. Die SNAP-IN Verriegelung mit Abreißfunktion garantiert im Notfall ein schnelles Trennen der Verbindung. Mit der Lösung will die Firma eine sichere, individuelle Verbindungslösung mit hoher Packungsdichte und Funktionalität bieten. Auf Wunsch liefert man auch die Kabelkonfektionierung. ODU



www.vogel.de
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BUCHSENLEISTEN



XLR-STECKVERBINDER



Mehr „Tape and Reel“–Verpackung Verkabelung für Audio-Geräte



Fischer Elektronik erweitert für SMD-Steckverbinder die Möglichkeit zur automatischen Bestückung mittels „Tape and Reel“. Die neuen Bestückungsautomaten (SIPLACE) sind standardmäßig mit entsprechenden Einrichtungen für „Tape and Reel“ ausgestattet. Möglichkeiten, Bauteile aus der Stange zu verarbeiten, sind nur gegen entsprechende Mehrkosten lieferbar. Aktuell wurde für die liegen-



de Buchsenleisten-Serie BLY 6 SMD ... im Raster 2 mm ein weiterer Gurt eingerichtet. Die Polzahlen von 2 bis 20-polig sind in dieser Verpackungsform lieferbar. Die Polzahlen von 2 bis 10-polig werden in einem Gurt mit der Gurtbreite von 32 mm geliefert. Die Spulen sind jeweils mit 2400 Teilen befüllt. Die Polzahlen ab 11 bis 20-polig werden in einem Gurt mit der Breite von 56 mm angeboten. Diese Spulen werden mit 2200 Teilen befüllt. Der Spulenaußendurchmesser für beide Varianten beträgt 330 mm.Die Buchsenleisten können direkt über den Isolierkörper angesaugt und bestückt werden. Eine Bestückungshilfe entfällt bei dieser Ausführung. Fischer Elektronik



Amphenol hat mit dem Adapter Amphe-Dante hat eine Verbindungstechnik für das AudioNetzwerk von Dante vorgestellt. Wesentlich ist ein Dongle, mit dem der Adapter ohne zusätzliche Kosten und Arbeit montiert werden kann. Amphe-DanteAdapter empfangen Audio Kanäle eines Dante-Netzwerks und ermöglichen Studio-Qualität sowie „Low-Latency Audio“ durch einen XLR-Steckverbinder



ODU AMC® HIGH-DENSITY Maximale Technik auf kleinstem Raum



(auch Cannon-Stecker genannt) für analoges Audio Equipment. Jegliche Audio Signale, die von einem Dante Netzwerk versendet werden, können mit Hilfe der XLR-Steckverbinder an einen Verstärker, Lautsprecher, ein Mischpult, einen DSP oder andere analoge Geräte weitergeleitet werden. Die erste Version bietet eine Ein- oder Zweikanal-Option mit hochwertigen XLR-Steckverbindern und einem umspritzten Gehäuse. XLR-Adapter (z.B. XLRRCA und XLR-Klinke) können benutzt werden, um AudioEquipment ohne eingebauten XLR-Steckverbinder mit dem Adapter zu verbinden, damit Flexibilität für den Kunden gewährleistet wird. Amphenol



KLEINER – LEICHTER – SCHNELLER Mit dem ODU AMC High-Density entwickelte ODU eine hochrobuste Miniatursteckverbinderserie. Die kompakten und federleichten Steckverbinder bieten einwandfreie Datenübertragung, einfache Handhabung und absolute Zuverlässigkeit in vielen Anwendungsbereichen. Break-Away Verriegelung für maximale Sicherheit 2 bis 40 Kontakte Wasserdicht – Schutzklasse IP 68 USB 2.0 + USB 3.0 Datenübertragung > 5.000 Steckzyklen



14 mm
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TITELSTORY Die Vorteile der Galliumnitrid-Technologie (GaN) sind in der HF- und Mikrowellenbranche nur allzu gut bekannt. GaN erlaubt eine acht Mal höhere Leistungsdichte als etablierte Hochleistungs-GaAs- und LDMOS-Technologien und besitzt die Fähigkeit, die Gerätetechnik auf Hochfrequenz zu skalieren. Entwickler können mit GaNBauteilen hohe Bandbreiten unter Beibehaltung hoher Wirkungsgrade erzielen. Doch sind Systementwickler im Allgemeinen keine Experten für Halbleitertechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten, sodass ChipAnbieter neben Produktspezifikationen auch entsprechendes Wissen auf System- und Anwendungsebene weitergeben müssen.
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Ein Plädoyer für GaN auf Silizium in Mobilfunk-Basisstationen Als Hersteller von Leistungshalbleitern für den Mikrowellen- und HF-Markt setzt MACOM besonders auf seine 4.Generation der GaN-on-Si-Technologie für Mobilkommunikation und HF-Energie.



L



DMOS-Bausteine (Lateral Diffused Metal Oxid Semiconductor) sind Leistungshalbleiter, die unter anderem in Basisstationen von beispielsweise GSM- und UMTS-Netzen zur Verstärkung der Sendesignale im Mikrowellenbereich eingesetzt werden. Auf dem seit Jahrzehnten von LDMOSTransistoren beherrschten Markt für Leistungsverstärker gibt es mit der GaN-Technologie (Galliumnitrid) einen Konkurrenten mit bedeutenden Vorteilen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Betriebskosten von Mobilfunk-Basisstationen. Zu den klaren Vorteilen von GaN gehören höhere Energieeffizienz, größere Bandbreite, höhere Leistungsdichte und kleineren Abmessungen. Damit ist GaN der logische Nachfolger von LDMOS für die nächste Generation von Basisstationen speziell für die Frequenzbänder oberhalb von 1,8 GHz. Während GaN früher preislich in keiner Weise mit LDMOS konkurrieren konnte, senkt die vom Hersteller MACOM angebotene GaN-auf-Silizium-Technologie (GaN on Si) der vierten Generation (bezeichnet als MACOM GaN) die Kostendifferenz deutlich. Nachfolgend beschreibt der Artikel die Eigenschaften von LDMOS, GaN-auf-Siliziumkarbid (GaN on SiC) und MACOM GaN (GaN on Si). Dabei kommen Vor- und Nachteile zur Sprache, die aus der Sicht der Leistungsfähigkeit über die Kosten bis zur logistischen Infrastruktur näher betrachtet werden. Mit seinem über sechs Jahrzehnte erworbenen Erfahrungsschatz und einem Knowhow im Bereich der Anwendungen für die Mobilfunk-Infrastruktur ist MACOM in der Lage, die Eignung dieser Technologien für den Einsatz in kommerziellen Basisstationen



* Markus Schäfer ... ist Director Sales EMEA bei MACOM.
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Bilder: MACOM



MARKUS SCHÄFER *



Bild 1: Als Alternative bisheriger LDMOS-Lösungen in Basisstation-Anwendungen offeriert MACOM neue GaN-Leistungstransistoren mit der Bezeichnung MAGb-101822-240B0P und MAGb-101822-120B0P, die auf der Gen4-GaN-Technologie des Herstellers basieren.



zu beurteilen. Indes halten sich bis heute einige Interpretationen und Meinungen zum Verbundhalbleiter GaN, wie beispielsweise „GaN-on-Si-Leistungstransistoren bieten nur vernachlässigbare Effizienzvorteile gegenüber LDMOS und erreichen nicht die Effizienz von GaN-on-SiC-Bausteinen.“ Die GaN-on-Si-Leistungstransistoren MAGb von MACOM erreichen einen Wirkungsgrad von mehr als 70% und eine lineare Verstärkung von 19 dB bei 2,6 GHz. Mit dem richtigen Wellenwiderstand abgeschlossen, können die Bausteine Spitzen-Wirkungsgrade von über 80% erzielen. Dieses Energieeffizienz-Profil konkurriert bereits mit dem von klassenbesten GaN-on-SiCBausteinen und bedeutet eine Effizienzsteigerung von 10% gegenüber früheren LDMOSLösungen. Richtig genutzt, kann sich diese



Effizienzverbesserung aufgrund niedrigerer Stromrechnungen entscheidend auf die Betriebskosten der Service Provider auswirken. Auch bei den Kapitalinvestitionen sind Einsparungen möglich, da sich die Größe des Kühlkörpers und der Stromversorgung sowie die Gesamtabmessungen des Remote Radio Head minimieren lassen. Die Stromkosten, die durch die Umstellung der in einem Jahr installierten neuen Makro-Basisstationen auf GaN-Technologie eingespart werden können, belaufen sich je nach Energiekosten auf fast 90 Mio. €, wenn man einen durchschnittlichen Stromtarif von 0,09 €/kWh zugrunde legt. Die Aussage „die thermischen Eigenschaften von GaN on SiC verbessern die Zuverlässigkeit des Leistungsverstärkers im Feld“, kann MACOM um Folgendes erweitern: Die
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genannte GaN-on-Si-LeistungstransistorSerie MAGb hat bei einer praxisüblichen Basisstations-Umgebungstemperatur von 200°C einen MTTF-Wert von mehr als 106 Stunden und beweisen damit, dass sie im Feld genauso robust und zuverlässig sind wie konkurrierende GaN-on-SiC-Produkte und dass sie hinsichtlich der Langlebigkeit im Feld auf dem Niveau früherer LDMOS-Transistoren liegen. MACOM GaN konnte mit den thermischen Eigenschaften von GaN-on-SiC-Bausteinen gleichziehen, indem fortschrittliche DesignTechniken für den Transistor und das Gehäuse angewandt wurden. Durch ein optimiertes Die-Layout und neuartige Entwärmungsund Die-Attachment-Verfahren wird der Unterschied der Wärmeleitfähigkeit von Si und SiC, der auf der Substrat-Ebene zwischen 15% und 30% beträgt, auf der Baustein-Ebene wieder ausgeglichen. Die vereinfachte Meinung „GaN-basierte Bausteine sorgen für Linearitätsprobleme, die sich nur schwierig per Digital Pre-Distortion korrigieren lassen“, lässt sich folgendermaßen präzisieren: Doherty-Verstärker (elektronische Verstärkerschaltung für Hochfrequenz-Signale) sind zwar wegen ihrer Effizienzvorteile recht beliebt, können aber infolge von Nichtlinearitäten etwaige Signalprobleme verschärfen. Korrigieren lässt sich dies per Digital Pre-Distortion (kurz DPD), jedoch hat sich gezeigt, dass das DPDVerfahren bei GaN-on-SiC-Bausteinen schwierig zu implementieren ist. Aufgrund des bei SiC auftretenden Charge-TrappingEffekts, der vermutlich durch Kristalldefekte in der Siliziumstruktur hervorgerufen wird, sind solche Leistungsverstärker etwas problematisch und weniger gut linearisierbar. Verglichen mit anderen GaN-Technologien lassen sich die MAGb-Leistungstransistoren von MACOM dagegen einfach mit DPD-Verfahren linearisieren und korrigieren. Bei MACOM GaN entstehen die zuvor erwähnten Artefakte nicht in demselben Ausmaß, so-



Bild 3: Keramik ist die Gehäuse-Wahl für GaN-Bauelemente, die hermetisch versiegelt sein müssen, um den zuverlässigen Betrieb bei extremen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Doch der Einsatz von GaN im Kunststoffgehäuse ermöglicht deutliche Kosteneinsparungen im Herstellungsverfahren.
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Bild:



LEISTUNGSELEKTRONIK // GAN-ON-SI-HALBLEITER



Bild 2: Das TO272S-Kunststoffgehäuse des GaNon-Si-Leistungstransistors MAGb ermöglicht Lösungen mit Earless-TO272-Footprint für bis 320 W Spitzenleistung und mit verbesserten thermischen Eigenschaften.



dass diese Lösung in Basisstations-Anwendungen gegenüber LDMOS und GaN on SiC überlegen ist. Die weitläufige Auffassung „Vorteile von GaN bezüglich Leistungsdichte werden durch die übermäßigen Kosten mehr als aufgehoben“ ist zu präzisieren. Mit MACOM GaN lässt sich aus einem gleich großen Transistor-Chip vier- bis sechsmal mehr Leistung herausholen als bei einem LDMOS-Transistor. Wegen der GaNEpitaxie kostet das Wafer-Material für MACOM GaN tatsächlich geringfügig mehr als im Fall von LDMOS. Die Effizienz der WaferVerarbeitung bei MACOM erlaubt es aber, die Zahl der Prozessschritte gegenüber LDMOS um 50% zu reduzieren, sodass die Mehrkosten pro Wafer vernachlässigbar sind. Unter dem Strich beträgt die Chip-Größe bei MACOM GaN zwischen einem Viertel und einem Sechstel der LDMOS-Chip-Größe, wobei prinzipbedingt eine niedrigere Kostenstruktur unterstützt wird. Die höhere Leistungsdichte von MACOM GaN ermöglicht von sich aus die Verwendung kleinerer Gehäuse. Alternativ können Designer das bestehende Format der Leistungsverstärker beibehalten und dafür die Leis-



tung anheben oder bei gleicher Leistung den Integrationsgrad erhöhen, um massive MIMO-Antennenarchitekturen für Sendung und Empfang zu berücksichtigen (MIMO; Multiple Input Multiple Output). Die Transistor-Serie MAGb macht diesen Leistungsdichte-Vorteil deutlich. Als erste Produkte dieser Bausteinreihe kamen SingleEnded-Transistoren für Spitzenleistungen bis 400 W, Doppeltransistoren und DohertyKonfigurationen in einem Gehäuse mit bis zu 700 W Spitzenleistung in symmetrischer oder asymmetrischer Konfiguration auf den Markt. Die mechanischen Abmessungen dieser Bausteine liegen auf dem Niveau weniger leistungsfähiger LDMOS-Bausteine und gleich leistungsfähiger GaN-on-SiC-Produkte. Der pauschalen Behauptung „GaN ist schlicht zu teuer für den Einsatz in Basisstationen“, kann bezogen auf GaN on Si und GaN on SiC folgendermaßen widersprochen werden: MACOM GaN (GaN on Si mit herstelleroptimiertem Verfahren) ist auf einem guten Weg, GaN-basierte Bausteine zur Verfügung zu stellen, die Halbleiterkosten gegenüber vergleichbaren LDMOS-Produkten halbieren und in Produktionsstückzahlen zudem deutlich kostengünstiger sind als ähnlich leistungsfähige GaN-on-SiC-Wafer. In ausgereiftem Zustand dürfte GaN on Si von den siliziumtypischen Kostenstrukturen profitieren, die um den Faktor 100 günstiger sind als die der heutigen GaN-on-SiC-Technologie. Gründe hierfür sind das 200- bis 300-mal langsamere Wachstum der SiCEinkristalle im Vergleich zu Silizium sowie die Abschreibung und der Energieverbrauch der Fabs. GaN on SiC wird deshalb dauerhaft teurer bleiben und daher für den Mainstream-Einsatz in kommerziellen Basisstationen nicht in Frage kommen. Im Gegensatz dazu kann die gesamte Jahresproduktion von MACOM GaN für die gesamte Hochfrequenz- und Mikrowellenindustrie in wenigen Wochen von einer 8-ZollFab übernommen werden. Als Branchenführer hinsichtlich Kostenvorteile, Performance und Technologie für GaN on Si zum Einsatz in HF-Anwendungen kooperiert MACOM mit Partnern bei der Produktion von 6-Zoll-Siliziumwafern, die 2017 auf 8 Zoll umgestellt wird. Hinsichtlich der Fertigungskapazität und der entsprechenden Kostenstrukturen schafft dies die Voraussetzungen für den Mainstream-Einsatz von GaN auf dem Markt für kommerzielle Basisstationen. In Anwendergesprächen ist vielerorts zu hören „GaN kann nicht die Anforderungen der Basisstations-Industrie an die Supply Chain erfüllen“. Dazu muss man wissen: Das
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Alles zuerst online! www.elektronikpraxis.de



Bild 4: GaN liefert achtmal mehr Leistungsdichte als etablierte Hochleistungs-GaAs- und LDMOS-Technologien und besitzt darüber hinaus die Fähigkeit, die Gerätetechnik auf Hochfrequenz zu skalieren. Mit der GaN-Technologie können Entwickler hohe Bandbreiten unter Beibehaltung hoher Wirkungsgrade erzielen.
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ximale Ausgangsleistung von 320 W bzw. 160 W im Load-Pull-System nur mit Grundabstimmung spezifiziert. Sie decken sämtliche Mobilfunkbänder und Leistungspegel im Frequenzbereich von 1,8 bis 2,2 GHz ab. Durch die Eignung dieser Transistoren für den Betrieb in einem 400 MHz breiten Frequenzband wird die Verwendung mehrerer LDMOS-basierter Produkte überflüssig, was die Kosten und die Design-Effizienz weiter optimiert. MAGb-Leistungstransistoren kommen auf einen Wirkungsgrad von 79%, was gegenüber LDMOS-Lösungen eine Verbesserung um 10% bedeutet (und dies nur mit Grundabstimmung bei einer Bandbreite von 400 MHz sowie einer linearen Verstärkung bis zu 20 dB). Diese Transistoren sind eine Alternative zu Bausteinen in Keramikgehäusen, ohne dass dies zu Lasten der HF-Performance oder der Zuverlässigkeit geht. Die thermischen Eigenschaften sind sogar um 10% besser als bei MAGb-Produkten im Keramikgehäuse. Die Transistoren erlauben die Implementierung eines einfachen, symmetrischen Doherty-Verstärker-Designs, wobei gegenüber den komplexen und weniger leistungsfähigen asymmetrischen Doherty-Topologien, die bei LDMOS-Transistoren erforderlich sind, eine ausgezeichnete HF-Performance gewahrt wird. Mit den Transistoren der MAGb-Serie bestückt, sind Doherty-Verstärker ebenso DPD-freundlich wie Lösungen auf LDMOS-Basis. Die DPD-Technik ist entscheidend für die Verbesserung des Leistungsverstärker-Wirkungsgrads in 4G- und 5G-Basisstationen. // KU
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hohe Kostenniveau der SiC-Produktion bringt es mit sich, dass dieses Marktsegment von einer überschaubaren Gruppe von Fabs mit hohem Produkt-Mix und niedrigen Stückzahlen bedient wird, die nicht in der Lage sind, die Nachfrage kommerzieller Anwendungen zu decken (speziell in Spitzenzeiten). SiC ist außerdem ein noch relativ neuer Werkstoff mit einer entsprechend kurzen Nutzungs-Historie in kommerziellen Anwendungen, während Silizium von einer mehr als 60-jährigen Industrialisierung und Entwicklung profitiert hat. Die Supply Chain für GaN on Si basiert auf einer Vielzahl von Effizienzvorteilen. Die Fähigkeit der Industrie, die Massenproduktion von GaN on Si zu unterstützen, Lagerbestände vorzuhalten und Bedarfsspitzen abzufedern, ist daher fest etabliert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MACOM-GaN-Technologie ein optimiertes Gleichgewicht zwischen Performance, Kosteneffektivität und Skalierbarkeit der kommerziellen Lieferkette besitzt und sich damit zur bevorzugten Technologieplattform für die kommende Generation von MakroBasisstationen eignet. Abschließend skizziert der Artikel die erwähnten GaN-Leistungstransistoren MAGb für Mobilfunk-Basisstationen. Diese Bausteine mit der Bezeichnung MAGb-101822240B0P und MAGb-101822-120B0P basieren auf der Gen4-GaN-Technologie von MACOM. Die dadurch verbesserte Kosteneffizienz untermauert die Position dieser GaN-Leistungstransistoren als logische Nachfolger früherer LDMOS-Lösungen in Basisstation-Anwendungen. Beide Bausteine haben ein preiswertes TO272-Kunststoffgehäuse und sind für eine ma-



LEISTUNGSHALBLEITER // BREMS- UND LASTWIDERSTÄNDE



Die Ansprüche ändern sich: Lösungen für neue Anforderungen Trotz aller Energiesparmaßnahmen der EU: In sicherheitsrelevanten Applikationen der elektrischen Antriebe besteht auch künftig die Anforderung, bei Netzausfall auf Bremswiderstände zurückzugreifen.



Bilder: FRIZLEN



JOACHIM KLINGLER *



Bild 1: Beispiel für die besonders kompakte Ausführung eines Leistungswiderstands (Stahlgitterwiderstand) für eine kurzzeitige Energieaufnahme von 6 MJ.



D



ie unterschiedlichen Anforderungen an passive Bauelemente, speziell an Leistungswiderstände, machen auch sehr differenzierte Lösungen notwendig. Wesentliche Parameter bei Leistungswiderständen sind die Leistung und der Widerstandswert. War auf diese zwei Parameter in der Vergangenheit quasi das Hauptaugenmerk gerichtet, so gewinnen durch leistungsfähigere Elektronik, geänderte Normvorschriften



* Joachim Klingler ... ist stellvertretender Vertriebsleiter bei FRIZLEN, Murr.
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und politische Vorgaben zunehmend andere Parameter an Bedeutung. Auch können, getrieben durch weltweiten Wettbewerb, seither eingerechnete Sicherheiten oft nicht mehr in altbewährter Weise vorgehalten werden. So sind heute beispielsweise nicht nur in der Entwicklung tiefere Kenntnisse der eingesetzten Produkte notwendig, die vielfach über die Datenblattangaben der Hersteller hinausgehen. Durch verschärfte Sicherheiten und umfangreichere Nachweispflichten sind auch aufwändigere Test in der Entwicklungsphase unumgänglich. Stellvertretend für die Vielfalt der Forderungen sollen die nachfolgenden Beispiele unterschiedliche



Anforderungen und neue Lösungsansätze dazu aufzeigen.



Die Energiesparverordnung erfordert ein Umdenken Obwohl in der Automatisierung und in der Antriebstechnik das Einsparen elektrischer Energie weiter an Bedeutung gewinnt, auch und besonders gefordert durch die Energiesparrichtlinien der EU, nimmt die Zahl der Applikationen kontinuierlich zu, bei denen Leistungswiderstände zum Einsatz kommen. Ihre Aufgabe ist es beispielsweise Bewegungsenergie abzuführen bzw. durch Strombegrenzung Bauteile vor Überlast zu schützen.
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LEISTUNGSHALBLEITER // BREMS- UND LASTWIDERSTÄNDE



Bild 2: Der DC-Überlastschalter Powerswitch dient zum Schutz von Widerständen vor dauernder Überlast und vor kurzzeitig zu hohen Leistungsspitzen, die über den normalen Pulslastbetrieb hinausgehen. Er ist spezifiziert für max. 850 VDC und 40 A.



Frequenzgeregelte Antriebe benötigen Widerstände zum Abbremsen des Antriebes. Durch optimal bemessene Leistungswiderstände ist es möglich, hochdynamische Maschinen zu realisieren, die durch schnelles Beschleunigen im Wechsel mit schnellen Bremsvorgängen wirtschaftliche und effektive Produktionsprozesse ermöglichen. Das steht zwar im allgemeinen Widerspruch zu den Bemühungen um einen möglichst geringen Energieverbrauch, ist jedoch mit Abstand die wirtschaftlichste Methode, leistungsfähige dynamische Antriebe zu bauen. Vermehrter Einsatz von Rückspeiseeinheiten und Zwischenkreiskopplung verändern hierbei die Anforderungen an Bremswiderstände. Waren Widerstände seither dimensioniert auf wiederkehrende Spitzenbremsleistungen, so werden Widerstände in diesen Fällen bevorzugt auf einmalige Bremsvorgänge innerhalb bestimmter Intervalle ausgelegt. Der Fokus wechselt damit von einer Dauerleistungsbetrachtung in Intervallen hin zu einer Kurzzeitleistungs-bzw. Energiebetrachtung für Einzeleinsätze mit größeren dazwischen liegenden Pausen.



Die Sicherheit in den Anwendungen geht vor Das Thema Sicherheit in der elektrischen Antriebstechnik hat höchste Priorität. Daher sind bestimmte Anlagenteile innerhalb vorgeschriebener Zeiten gefährdungsfrei stillzusetzen, sofern ein Notfall eintritt bzw. ein
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Not-Aus betätigt wird. Dies könnte u.a. mechanisch erfolgen. In sicherheitsrelevanten Applikationen besteht aber oft die Anforderung, bei Netzausfall trotzdem auf Bremswiderstände zurückzugreifen, um nicht auf eine mechanische Bremsung angewiesen zu sein. Die Vorteile einer elektrischen Bremsung liegen klar in einer einstellbaren materialschonenden Bremsrampe sowie einem verschleißfreien und damit wartungsfreien Bremsvorgang. Gegenüber einer möglichen Rückspeisung der Energie im Notfall sind Widerstände wesentlich störungsunempfindlicher gegenüber äußeren Umwelteinflüssen, wie z.B. die der vorhandenen Netzqualität, die ja für eine erfolgreiche Rückspeisung Voraussetzung ist. In Netzen mit schlechter oder wechselnder Netzqualität kann eine Rückspeisung eventuell auch schon von vornherein ausgeschlossen werden. Widerstände für diese sogenannten NotAus-Anwendungen werden völlig anders dimensioniert. Hier ist einzig und allein die Menge der in der Applikation gespeicherten kinetischen Energie entscheidend, gepaart mit der Anforderung innerhalb welcher Zeit ein Antrieb stillgesetzt werden muss (diese kann von wenigen Millisekunden bis hin zu Minuten reichen).



Die Leistungswiderstände schützen bei Überlast Bremswiderstände bedeuten bei Normalbetrieb immer gleichzeitig auch Wärmeentwicklung, da die zugeführte überschüssige Energie innerhalb der Bremswiderstände in Wärme umgewandelt wird. Außerhalb der Nennbedingungen betrieben kann es dabei bis zum Brand des Leistungswiderstands kommen, mit entsprechendem Schadenspotenzial für die umgebenden Komponenten, beispielsweise im Schaltschrank. FRIZLEN bietet gekapselte Widerstände an, die durch ihre geschlossene Bauart eigensicher ausgeführt sind. Sie lassen sich dann charakteristisch mit einer Gleichstromsicherung vergleichen. Abhängig von Spannungshöhe, Widerstandswert und Belastungsdauer werden intern Maßnahmen getroffen, um bei Überlast eine sichere interne Trennung zu gewährleisten. Sofern die Betriebs- und Fehlerbedingungen bekannt sind, ist im Gegensatz zu Halbleiter-Sicherungen eine sehr gute Anpassbarkeit und damit gute dynamische Ausnutzung der jeweiligen Applikation möglich. Wirtschaftlich sind diese gekapselten Widerstände im Bereich bis etwa 1000 Watt Dauerleistung, darüber hinaus kann ein FRIZLEN-DCPowerswitch zum Einsatz kommen.
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www.analog-praxis.de



49 www.vogel.de



LEISTUNGSHALBLEITER // BREMS- UND LASTWIDERSTÄNDE



Bild 3: Beispiel eines Belastungswiderstands im 19-Zoll-Rack für eine Vielzahl von Anwendungen. Es gibt ihn mit variabler Bauhöhe und Einschubtiefe.



Bild 4: Beispiel eines Schiebewiderstands für Lastund Prüfzwecke



Einhaltung dieser Regeln werden zusätzliche Filterelemente benötigt, die wiederum in Ihren Grundelementen aus Kombinationen von Induktivitäten, Kondensatoren und Leistungswiderständen bestehen. Spezielle Entwicklungen gehen hin zu multifunktionalen Widerständen die in ein und demselben Bauelement ohmsche und induktive Anteile vereinen. So werden in der Endanwendung nicht nur Bauteile und Platz, sondern vor allem Montage- und Installationskosten eingespart. Bild 5: Ein wichtiges Einsatzgebiet für diesen gekapselten Bremswiderstand ist der elektrische Antrieb (Vierquadrantenbetrieb) mit Frequenzumrichtern (eigensichere Bremswiderstände bis 18 kW Dauerleistung).



Bild 6: FRIZLEN bietet gekapselte Widerstände an, die durch ihre geschlossene Bauart eigensicher ausgeführt sind (hier Stahlgitterwiderstand T600 mit DC-Powerswitch). Mit dem Schalter werden Bremswiderstände eigensicher überwacht.



Mit dem DC-Powerswitch können Bremswiderstände unabhängig von ihrer Bauart eigensicher überwacht werden, sodass ein Fehler durch rechtzeitiges Abschalten verhindert wird. Durch die skalierbare Ausführung erfolgt die Anpassung exakt an die jeweilige Applikation. Die volle Dynamik für den Antrieb ist damit gewährleistet. Das Potenzial der Bremswiderstände kann damit vollständig ausgenutzt werden, ohne es zu überschreiten. Zudem sind diese Bremswiderstände mit UL-Zulassung für den amerikanischen und kanadischen Markt erhältlich. Im Aufbau ähnlich zu einem AC-Motorschutzschalter erkennt der DC-Powerswitch Überlasten am Bremswiderstand, schaltet die Widerstandslast ab und meldet die Abschaltung über einen Meldekontakt. Anschließend kann der DC-Powerswitch wie ein Motorschutzschalter durch Schalterumlegen wieder in Betrieb gesetzt werden. Der DC-Powerswitch ist auch als Nachrüstlösung im Schaltschrank integ-



rierbar. Er wird dann zwischen den Frequenzumrichter und den Bremswiderstand geschaltet und sichert so neben dem Bremswiderstand auch noch die Zuleitung ab. Ob der Einsatz des DC-Powerswitch technisch möglich ist, kann mit einer einfachen Rechnung ermittelt werden: Der Nennstrom des Bremswiderstands muss dafür unterhalb von 40 A liegen. Größere Nennströme oberhalb von 40 A können durch Parallelschaltung mehrerer Teilwiderstände abgesichert werden.
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Multifunktionale ohmsche und induktive Widerstände Diverse Vorschriften, wie beispielsweise Netzanschaltbedingungen, sind gegenüber den öffentlichen Energieversorgern bei der Ein-/ bzw. Rückspeisung von regenerativer Energie ins öffentliche Netz einzuhalten um Störaussendungen und zusätzliche Netzbelastungen durch etwa Oberschwingungen auf ein bestimmtes Maß zu begrenzen. Zur



Lasten für Prüfung und Simulation Ob als Prüf- und Lastwiderstand von Spannungsquellen im Labor oder zur thermischen und elektrischen Simulation von Servern in Rechenzentren: Diverse Ausführungen von Lastwiderständen von 100 W bis 500 kW sind lieferbar. Das Portfolio umfasst beispielsweise Schiebewiderstände kleinerer Leistung, fahrbare Prüfwiderstände, Leichtbauausführungen geeignet für den PKW-Transport oder Lastwiderstände zur Aufstellung im Freien mit großen Leistungen. Darüber hinaus gibt es die neue Baureihe eines Belastungswiderstandes mit 19-ZollFormfaktor. Dieser Widerstand ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und ist noch dazu gut aufgeräumt im 19-Zoll-Gehäuse. Variable Bauhöhen und Einschubtiefen bieten gute Kompatibilität zu allen gängigen 19-Zoll-Racks. Gleichzeitig kann durch den Einsatz verschiedener Schalter, Stufenzahlen und Anzeigegeräte gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung eingegangen werden; mit mehreren Modulen lässt sich die Gesamtleistung aufstocken. // KU FRIZLEN
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AKTUELLE PRODUKTE // LEISTUNGSELEKTRONIK



LEISTUNGSWIDERSTÄNDE



HOCHLEISTUNGSSICHERUNG



Nennbelastbarkeiten bis 24 kW



Jetzt mit VAC und VDC Ratings



Von Vishay gibt es die Hochleistungs-/Hochstrom-Gitterwiderstände der Serie GRE2 mit Nennbelastbarkeiten bis 24 kW und hoher Temperaturfestigkeit bis +400 °C in einer robusten Konstruktion (Nennbelastbarkeiten von 4 bis 24 kW bei +40 °C). Die Bauteile decken den Widerstandsbereich von 0,25 bis 50 Ω ab, haben eine Toleranz von ±10% und eine geringe Eigeninduktivität von 10 bis 40 µH. Zu den Anwendungsbereichen der GRE2-Serie zählen Vor- und Entladen von Kondensatoren, dynamisches Bremsen, Lasttests, Heizgeräte und Sternpunkterdung in Lokomotiven und sonstigen Verkehrsmitteln, Oberwellenfiltern, Systemen zur Gewinnung erneuerbarer Energien und industriellen Systemen. Die Gitterwiderstände der Serie GRE2 haben eine Edelstahlplatte als Widerstandselement, Keramikisolatoren und mehrere Anzap-



Die Gerätesicherung SHT 6.3x32 für höhere Spannungen bietet ein hohes Ausschaltvermögen von bis zu 1500 A @ 500 VAC und 400 VDC und eignet sich zum Schutz von 3-Phasen-AC-Systemen, Beleuchtungen, HVACSystemen sowie Anwendungen in industriellen Gebäude- und Automationssystemen. Einb 400 VDC Rating ermöglicht Primärschutz in der DC-Stromversorgung für intelligente Gebäude, Telekom- und Datenzentren sowie für dazugehörige Peripheriesysteme. Das kombinierte AC



fungen. Aufgrund ihrer geschweißten Konstruktion sind die Widerstände hochzuverlässig, und die doppelte Isolation ermöglicht eine hochwirksame Kühlung. Diese für industrieAnwendungen vorgesehenen Leistungswiderstände sind in modularen oder kundenspezifischen Ausführungen erhältlich (Schutzklasse IP20 und IP23. Vishay



SMD-LEISTUNGSINDUKTIVITÄTEN



Automotive-qualifiziert bis 155 °C Diese Serie von SMD-Leistungsinduktivitäten (Serie HA65A des Herstellers TT Electronics) für Hochfrequenz- und Leistungsanwendungen wurde speziell entwickelt, um dem steigenden Bedarf der Automobilindustrie an zertifizierten Leistungsinduktivitäten für Buck-Boost- PowerConverter zur optimalen Spannungsregulierung bei schnell schaltenden Frequenzen gerecht



zu werden. Die Verwendung von verlustarmen Ferritkernen und einer spiralförmigen Wicklung garantiert bestmögliche Effizienz und geringe Parasitäten in Leistungsanwendungen mit hoher Schaltdichte, beispielsweise in DC-DC-Wandlern, TiefpassRipple-Stromfiltern und EMVFiltern. Die sehr robusten Induktivitäten sind für den Einsatz in einem sehr breiten Temperaturbereich von -40°C bis + 155°C geeignet und erfüllen somit die hohen Anforderungen im Automobilbereich. Der niedrige DCWiderstand (DCR) und der niedrige Kernverlust garantieren eine höhere Systemeffizienz, während die abgeschirmte Konstruktion das gesamte EMV-Verhalten des Systems verbessert. Die Freigabe erfolgte nach AEC-Q200 Rev. D, Grad 1. TT Electronics
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und DC Spannungs-Rating bietet eine zuverlässige Sicherung mit Zulassungen für den Gleich- und Wechselstrombereich. Schurter



SIC-SCHOTTKY-BARRIER-DIODEN



50 Prozent höhere Stromdichte Die Schottky-Barrier-Dioden, die Toshiba nun in der zweiten Generation der eigenen Siliziumkarbid-Halbleitertechnologie (SiC) fertigt liefern eine bis zu 50% höhere Stromdichte im Vergleich zur ersten Generation; auch die Spitzenstrombelastbarkeit wurde erhöht. Die zweite Generation von SiC-SBDs bietet zusätzlich höhere einmalige Durchlassspitzenstromwerte (IFSM). Die ersten Bausteine sind 650-V-SBDs mit den Nennströmen 4 A (TRS4E65F), 6 A (TRS6E65F), 8 A (TRS8E65F) und



10 A (TRS10E65F) im TO-220 2-Pin-Gehäuse. Die Lösungen im isolierten TO-220-2-Pin-Gehäuse werden als TRS..A65F bezeichnet. Die Dioden eignen sich für schnell schaltende Leistungswandler-Designs mit Leistungsfaktor-Korrektur, Solar-Wechselrichter und unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Diie SiCSBDs verbessern auch den Wirkungsgrad von Schaltnetzteilen, indem herkömmliche SiliziumDioden durch sie ersetzt werden. Toshiba Electronics Europe



SIC-SCHOTTKY-DIODEN



Für 650 und 1200 V bis 200/100 A



Mit fehlender Reverse-RecoveryLadung und 175 °C maximaler Sperrschichttemperatur sind die SiC-Schottky-Gleichrichter der xR-Serie von United Silicon Carbide für hochfrequente und



hocheffiziente Leistungselektronik mit einem Minimum an Kühlanforderungen geeignet. Die 650-V-Typen gibt es ab 4 A bis 200 A (1200 V von 5 A bis 100 A). Die SiC-Bausteine können dauerhaft bei 175 °C arbeiten. Abhängig vom Ausgangsstrom sind sie im TO-220-2L- und TO-247-3-Gehäuse oder auch als Bare Die erhältlich. SMD-Versionen oder Modulgehäuse sind auf Anfrage beim Freiburger Anbieter möglich. ECOMAL Europe
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MESSTECHNIK // PRÜFTECHNIK



Scheinwerfer automatisiert testen und validieren mit NI VeriStand Mit dem AED-Scheinwerfertestsystem lassen sich Scheinwerfer als Gesamtsystem unter realistischen Bedingungen validieren. Zum Einsatz kommen Komponenten von National Instruments.



Bilder: National Instruments



PETER FÖRSTER *



AED-Scheinwerfertestsystem: Mit Hilfe des Testsystems lassen sich Scheinwerfer- und Heckleuchtensyteme automatisiert validieren. Das Bild zeigt das Herzstück des Lichttesters, die Oberfläche.



M



it dem AED-Scheinwerfertestsystem ist es möglich, Scheinwerfer- und Heckleuchtensysteme automatisiert zu validieren. Dabei kann anders als bei den bisherigen Testmethoden das System als Ganzes getestet werden, ohne dass in die inneren Schnittstellen des Systems eingegriffen werden muss. Das Testsystem baut auf VeriStand (siehe auch den Kastentext) auf und bietet die op-



* B. Eng. Peter Förster ... arbeitet als Angestellter bei der AED Engineering GmbH in München.
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tische Auswertung des Prüflings sowie Restbussimulation, Fault Insertion und die Überwachung der Ein- und Ausgänge.



Die Ansätze, um Scheinwerferfunktionen zu validieren Mit der modularen Hard- und Softwarearchitektur lassen sich weitere Funktionen auf Kundenwunsch hinzufügen sowie an bestehende Testmanagement-Tools eingliedern. Ein System besteht aus einer Kamera mit Sicht in den Scheinwerfer und einer mit Blick auf die angestrahlte Fläche. Mit diesem Aufbau lassen sich Scheinwerferfunktionen unter realistischen Bedingungen validieren. Zum Validieren von Scheinwer-



ferfunktionen existieren zwei grundlegende Ansätze: der Blick in den Scheinwerfer hinein und das Abfilmen der Lichtverteilung an der Wand. Beiden Testarten ist gemein, dass die Tests automatisiert abgearbeitet werden müssen, damit eine ideale Testabdeckung gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass das Testsystem an bestehende TestmanagementTools angebunden werden muss. Momentan bietet das Testsystem die Funktionen: „ Funktionale Tests, „ Stresstests, „ Langzeiterprobungen, „ Spannungs- und Kurzschlusstests, „ Diagnose, „ Positionserkennung bei Leuchtweitenregulierung und adaptivem Kurvenlicht, „ Helligkeits- und Frequenzmessungen, „ Überwachung von Flackern und „ Ausgabe personalisierter Testberichte. Das System baut auf den Tools von National Instruments auf. Hardwareseitig kommt ein RT-PXI-System zum Einsatz, in dem sich die Schnittstellen für CAN- und LIN-Kommunikation, die Steuerung der Fault Insertion sowie die Anbindung an die Kamera befinden. Diese Konfiguration ist gut skalierbar. So ist es beispielsweise mit kleinen Änderungen möglich, die Bildrate auf über 200 fps zu erhöhen und die anfallenden Daten mit Multicomputing zu verarbeiten. Auf der Softwareseite bietet VeriStand die Grundlage für ein flexibles System, welches mit allen gängigen Testmanagementtools wie ECU-Test oder TestStand, in Einklang gebracht werden kann. LabVIEW und .NET bieten die Möglichkeit, die Funktionen von VeriStand zu erweitern und so beliebige Messgeräte wie beispielsweise Kameras oder FPGAs einzubinden. Das Herzstück des Lichttesters ist eine übersichtliche Oberfläche (Bild auf Seite 52), von der aus sich manuelle sowie vollautomatisierte Tests durchführen und die Scheinwerferparameter überwachen lassen. Bei der automatischen kamerabasierten Überwa-
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MESSTECHNIK // PRÜFTECHNIK



Kalibrieren: Damit die Wand als gerade Fläche erscheint, kann sie mit einer Punktmatrix kalibriert werden.



chung der Scheinwerferfunktionen fällt auf, dass beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile haben. Beim Blick auf die Wand des Lichtlabors lassen sich die verschiedenen Lichtverteilungen gut erkennen, somit kann der



Lichttester auch kommende Scheinwerfersysteme wie Matrix-LED-Systeme gut testen. Leuchtkörper mit geringerer Leuchtdichte sind an der Wand nur schlecht, mit Blick in den Scheinwerfer jedoch sehr gut erkennbar. Ein ideales System stützt daher auf beide Betrachtungswinkel.



Den Scheinwerfer als ganzes System betrachten Ein Problem bei der Betrachtung der Lichtverteilung an der Wand ist die Verzerrung durch das Kameraobjektiv. Damit die Wand dennoch als gerade Fläche erscheint, kann sie mit einer Punktmatrix kalibriert werden (Bild auf dieser Seite oben: links ohne, rechts mit Kalibrierung). Dadurch kann beispielsweise die Position der Leuchtweitenregulie-



rung auf 0,1° oder mit einer höher auflösenden Kamera noch genauer bestimmt werden. Mit der Umstellung auf LED- und Lasertechnologie treten Probleme wie Temperaturmanagement zunehmend in den Vordergrund, weshalb eine Betrachtung der Teilsysteme in Brettaufbauten, wie sie bisher erfolgte, nicht immer ausreichend ist. Das AED-Testsystem ermöglicht die Betrachtung des Scheinwerfers als Ganzes, wodurch Abhängigkeiten zwischen den Komponenten schon früh in der Entwicklung erkannt werden können. Der Beitrag ist dem Kongressband „Virtuelle Instrumente in der Praxis 2015“ entnommen. // HEH AED Engineering und National Instruments



Was steckt hinter NI VeriStand?



Das Innenleben: Hardwareseitig kommt ein RT-PXISystem zum Einsatz, in dem sich die Schnittstellen für CAN- und LIN-Kommunikation, die Steuerung der Fault Insertion sowie die Anbindung an die Kamera befinden.



Mit der Softwareumgebung NI VeriStand lassen sich Echtzeitanwendungen konfigurieren. Der Anwender kann seine Multicore-fähige Echtzeit-Engine ohne Umwege konfigurieren, damit Aufgaben wie Echtzeitstimuluserzeugung, Datenerfassung für Hochgeschwindigkeits- und



konditionierte Messungen auf berechneten Kanälen sowie benutzerspezifische Kanalskalierung möglich sind. Zudem lassen sich Regelalgorithmen, Simulationsmodelle und weitere Tasks aus NI LabVIEW und Entwicklungsumgebungen von Drittanbietern importieren.
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MESSTECHNIK // GRUNDLAGENWISSEN



Digitalisieren von Messwerten und was dahinter steckt Messsysteme sind mit A/D-Wandlern ausgestattet, die analoge Werte in digitale transformieren. Unser Beitrag zeigt wichtige Grundlagen, um analoge Messwerte zu digitalisieren.



Bild: Weissblick/Fotolia.com



JÖRG BÖTTCHER *



Messdaten digitalisieren: Der A/D-Wandler transfomiert die analoge Welt in die digitale.



E



ine Kernaufgabe eines Messsystems ist es, die Messwerte zu digitalisieren. Zum Einsatz kommen A/D-Wandler, die eine analoge Eingangsspannung in ein digitales Datenwort abbilden, dessen Wert als Zahl gelesen die Eingangsspannung repräsentiert. Zur Messung anderer elektrischer Signale wie Strom, Widerstand, Kapazität oder Induktivität, wie sie beispielsweise von Sensoren geliefert werden, werden Umformelektroniken vorgeschaltet, die das entsprechende Eingangssignal in eine durch den A/D-Wandler verarbeitbare Spannung wandeln. Das Grundprinzip eines A/D-Wandlers zeigt Bild 1 am Beispiel einer Eingangsspannung von 0 bis 10 V und einer A/D-Auflösung von 10 Bit. Der Wandler teilt den gesamten



* Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher ... hat eine Professur für Regelungstechnik und Elektrische Messtechnik an der Universität der Bundeswehr in München inne.
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Eingangsspannungsbereich in viele gleich hohe Stufen ein, die mit einem aufsteigenden Zahlenwert nummeriert sind. Der Zahlenwert wird durch eine Binärzahl repräsentiert, die eine der Auflösung entsprechende Anzahl von Bits umfasst. Mit n Bits lassen sich 2n Stufen darstellen. Im dargestellten Beispiel sind 210 = 1024 Stufen möglich, was eine Stufenhöhe von ca. 9,8 mV ergibt. Die vom A/D-Wandler ausgegebene Binärzahl muss softwareseitig in eine entsprechende Spannung wieder zurück gerechnet werden. Entgegen einer weit verbreiteten Praxis sollte hierbei der kleinsten Binärzahl 000...000, welche die unterste Stufe repräsentiert, nicht der Spannungswert 0 V zugeordnet werden, sondern vielmehr die Hälfte der Stufenhöhe. In analoger Weise werden allen weiteren Binärzahlen die der Mitte ihrer jeweiligen Stufe entsprechenden Spannungen zugeordnet. Der Grund hierfür liegt in der Minimierung der Quantisierungsabweichung. Die Kennlinie eines A/D-Wandlers zeigt das Bild 2: Zu sehen ist eine Treppen-



kurve, welche sich mit steigender Auflösung n immer mehr der idealen (stetigen) Gerade annähert. Die in den Chips der A/D-Wandler verwendeten Umsetzverfahren unterscheiden sich stark in ihrer Auflösung (8 bis 24 Bit), der Umsetzzeit (1 ns bis 100 ms) und dem Aufwand. Unter letzterem ist die Anzahl der schaltungstechnischen Basiselemente auf dem Chip und damit die benötigte Chipfläche zu verstehen. Verfahren mit geringer Chipfläche sind häufig in Mikrocontrollerchips integriert. Einfachere Messdatenerfassungshardware verwendet intern häufig diese kostengünstige Variante, während höherwertige Komponenten in aller Regel mit eigenen A/D-Wandler-Chips höherer Umsetzqualität arbeiten. Mit einer endlichen Auflösung des A/DWandlers kann die analoge Eingangsspannung nur in eine endliche Anzahl von Stufen übergeführt werden. Die Information über den genauen Eingangsspannungswert geht prinzipbedingt verloren. Anders formuliert: Die zurück gerechnete Spannung ist quantisiert – jede Analog-Digital-Umsetzung geht mit einer gewissen Quantisierungsabweichung einher. Sie entspricht im ungünstigsten Fall betragsmäßig der halben Stufenhöhe, wenn man bei der Rückrechnung wie oben dargestellt jeweils den Spannungswert der Stufenmitte heranzieht. Im Beispiel aus Bild 1 würde jede Eingangsspannung von 0 V bis knapp unter 9,8 mV zu einer nach Analog-Digital-Umsetzung zurückgerechneten Spannung von stets ungefähr 4,9 mV führen – die maximal auftretende Abweichung wäre ebenso 4,9 mV. Würde man bei der Rückrechnung bei einer Zuordnung von 0 V für die unterste Stufe beginnen, so wäre die maximale Abweichung betragsmäßig doppelt so groß, also bei ungefähr 9,8 mV. Allgemein formuliert weist ein A/D-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich ΔU und einer Auflösung n (in Bit) eine betragsmäßig maximale Quantisierungsabweichung Fmax nach Formel 1 auf.
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Fmax =



1 ΔU ⋅ 2 2n



Formel 1



Wird eine Eingangsspannung von etwa 4,9 V digitalisiert, also etwa in der Mitte des Eingangsspannungsbereichs, so entspricht das einer betragsmäßig maximalen relativen Abweichung von 0,1%, was für viele Anwendungen der Messdatenerfassung vermutlich ausreicht. Anders bei sehr kleinen Spannungen, wie sie beispielsweise Sensoren liefern. Bei einer Eingangsspannung von 49 mV muss man mit einer Abweichung von 10% rechnen und bei 4,9 mV werden es 100%. Grundlegende Regel bei der Digitalisierung: Sollen bezogen auf den Eingangsspannungsbereich des A/D-Wandlers kleine Spannungen verarbeitet werden, so verhindert man das Abtauchen in zu große relative Abweichungen, indem man die Eingangsspannung zunächst entsprechend verstärkt.



Bilder: Verfasser
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Bild 1: Zuordnung eines Spannungswerts zu einer Stufe.



Das Quantisierungsrauschen eines Wandlers Bei der Digitalisierung zeitlich veränderlicher Eingangsspannungen wirkt sich die Quantisierungsabweichung eines A/DWandlers als eine Art Rauschsignal aus, das dem ideal ermittelten Nutzsignal überlagert erscheint. Das mittlere Verhältnis zwischen eigentlichem Nutzsignal und dem Quantisierungsrauschen wird als Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) angegeben. Wie in der Analyse höherfrequenter Signale üblich, verrechnet man nicht Spannungen, sondern Leistungen. Genauer gesagt die mittleren Signalleistungen, die umgesetzt würden, wenn man
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Bild 2: Die Kennlinie eines A/DWandlers.
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Bild 3: Die Abweichungen von der Kennlinie bei A/D-Wandler.



die Spannungen auf einen ohmschen Widerstand von 50 Ohm wirken ließe. Um verschiedene A/D-Wandler bezüglich ihres SNR zu vergleichen, verwenden die Hersteller der A/D-Wandler-Chips als Nutzsignal ein Sinussignal, das über den gesamten Eingangsspannungsbereich schwingt mit einer Nulllinie genau in der Mitte. Es zeigt sich, dass hierfür folgender Zusammenhang gilt (n Auflösung in Bit, PN = Nutzsignalleistung und PR = Rauschsignalleistung). SNR[dB] = 10 ⋅ log



PN PR



= 20 ⋅ log 2 ⋅ n + 20 log 1, 5 ≈ 6, 02n + 1, 76



Formel 2



Ein A/D-Wandler mit einer mittleren Auflösung von 12 Bit verfügt über ein SNR von ca. 74 dB. Dieser Zusammenhang bezieht sich auf ein Nutzsignal, das den gesamten Eingangsspannungsbereich umfasst. Für kleinere Nutzsignale schrumpft das Verhältnis. Das Bild 3 zeigt die drei wesentlichen Abweichungen realer A/D-Wandler-Kennlinien von der in Bild 2 als ideal angenommenen. Nullpunkt- und Verstärkungsabweichungen können in einem gewissen Maße durch zwei Kalibriermessungen automatisch innerhalb des Chips oder manuell durch den Anwender reduziert werden. Die Linearitätsabweichung entsteht, in dem die Breite einzelner Stufen von der Idealbreite fertigungstechnisch abweicht. So führt die gezeigte Verbreiterung einer Stufe zu einem Abflachen des weiteren Kennlinienverlaufs. Möchte man für ein konkretes A/D-Wandler-Exemplar die Linearitätsabweichung für jede Stufe im Detail angeben, so haben sich zwei Fachbegriffe herausgebildet: DNL und INL. Die Differentielle Nichtlinearität DNL (i) gibt für jede Stufe i die positive bzw. negative Abweichung von der Idealbreite an in Einheiten von LSB (Least Significant Bit); 1 LSB entspricht der Idealbreite. Durch Aufsummieren der DNL



56



(i) über alle Stufen bis zur Stufe k erhält man die Integrale Nichtlinearität INL (k). Da ein A/D-Wandler eine gewisse Umsetzzeit benötigt, um ein analoges Signal in einen digitalen Wert abzubilden, lassen sich zeitlich veränderliche Signale nur in bestimmten minimalen Zeitabständen TA digitalisieren oder abtasten. TA heißt entsprechend auch Abtastzeit. Aufwendigere Hardwareimplementierungen schalten vor den eigentlichen A/D-Wandler ein Sample-and-Hold-Glied. Das ist eine Analogschaltung, die mit einem Triggerimpuls zum gewünschten Abtastzeitpunkt den Spannungswert des Analogsignals für die Dauer der Analog-Digital-Umsetzung speichert. Für einfachere Hardwareimplementierungen, wie einige sehr kostengünstige USB-Messmodule, die über kein Sample-and-Hold-Glied verfügen, soll abgeschätzt werden, welche zusätzliche Abweichung bei der Digitalisierung entsteht. Ein exemplarisches Sinussignal wird an seiner steilsten Stelle, dem Nulldurchgang, digitalisiert. Während der durch den jeweiligen Typ des A/D-Wandlers bedingten Umsetzzeit TU ändert sich das Signal näherungsweise proportional zu TU und der Steigung des Sinussignals im Nulldurchgang: Formel 3 Am Beispiel eines Sinussignal der Frequenz 1 kHz mit einer Amplitude von 1 V an, so ergibt sich bei einer Umsetzzeit von 100 µs – das immerhin nicht mehr als ein Zehntel der Periodendauer des Signals – bereits ein Δudyn von etwa 0,63 V! Es hängt jetzt vom im Chip des A/D-Wandlers verwendeten Umsetzverfahren und der zeitlichen Interpretation des Abtastzeitpunkts in der Auswertesoftware ab, ob sich die Änderung komplett oder teilweise als dynamische Messabweichung zusätzlich auswirkt.



Ein bandbegrenztes Signal muss mit einer Frequenz, die mehr als das Doppelte der maximal im Signal auftretenden Frequenz beträgt, abgetastet werden, damit es theoretisch vollständig rekonstruiert werden kann. Bei einem bandbegrenzten Signal ist im beliebig zeitlichen Verlauf nehmenden Signal keine höhere Signalfrequenz enthalten, als die der Kalkulation zugrunde liegende, was durch entsprechende Filter sichergestellt wird. Das in der Praxis anzutreffende Missverständnis bezieht sich darauf, dass bei den meisten Anwendungen eine Rekonstruktion des Originalsignals in der Messdaten-Applikation – beispielsweise durch Interpolationsverfahren - gar nicht durchgeführt wird. Sämtliche enthaltenen Verarbeitungs- wie auch Visualisierfunktionen basieren ausschließlich auf den Abtastwerten selbst. Um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, muss das Signal deutlich höher abgetastet werden, als es nach dem Abtasttheorem notwendig ist. Die dem Originalsignal entsprechende Pixel-genaue Darstellung auf einem Bildschirm rein unter Verwendung der Abtastwerte ergibt hierzu eine gute Abschätzung: Soll beispielsweise bei einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln (entspricht einer HDAuflösung) eine Periode eines periodischen Signals über ein Drittel der Bildschirmbreite lückenlos dargestellt werden, so sind 640 Abtastungen pro Periode notwendig. Das ist deutlich mehr als die Untergrenze von zwei Abtastungen gemäß Abtasttheorem. // HEH www.prof-boettcher.de



Quelle Jörg Böttcher: Kompendium Messdatenerfassung und -auswertung. ISBN 978-3-7386-2255-3 (Paperback) bzw. ISBN 978-3-7392-7714-1 (E-Book), Verlag: Books on Demand.
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TRAGBARES DATENERFASSUNGSSYSTEM



Modulares PC-Messgerät



Der DDX100 SMARTCODER von AstroNova ist ein tragbares Highspeed-Datenerfassungssystem, um Daten jederzeit und an jedem Ort zu erfassen. Mit der Messlösung können die Echtzeitsignale auf einem 15"-Farbdisplay mit Touchscreen betrachtet und gleichzeitig auf einer integrierten 500-GByte-Festplatte gespeichert werden. Die Software von AstroNova versetzt den Anwender in die Lage, innerhalb weni-



ger Minuten die Konfiguration vorzunehmen, die gewünschten Daten aufzuzeichnen und die gelieferten Ergebnisse zu betrachten. Das Gerät bietet 8 bis 32 Kanäle pro Gerät mit der Möglichkeit, aus vier verschiedenen Signaleingangskarten zu wählen. Dem Messtechniker stehen verschiedene Signaleingänge zur Verfügung: Spannung, Thermoelement, RTD- und IEPE-Sensor. Zudem stehen acht diskrete (TTL-)Eingänge mit 0 bis 5 V bereit. Für eine synchrone Datenaufzeichnung können die A/DWandler pro Kanal 200.000 Samples/Sekunde erfassen. Die Messlösung ist Akkubetrieben und lässt sich über USB2.0 und Gigabit-Ethernet verbinden. AstroNova



Mixed-Signal-Oszilloskope Serielle Busanalyse (SENT/ CAN FD / CAN / LIN etc.) Leistungselektronik-Analyse



MESSEN, SPEICHERN, ANALYSIEREN



Für den praktischen Einsatz



Das Softwarekonzept der Software NextView@4 von BMC Messsysteme setzt seinen Fokus auf Bedienung und Praxisbezug. Deshalb deckt die Software alle erforderlichen Schritte ab, um eine Messaufgabe anzugehen. Das beginnt bei der Konfiguration von Messanlage und Messung bis zur Anzeige, Erfassung und Verarbeitung analoger sowie digitaler Signale. Bereits nach der Installation werden die aktuel-



len Messwerte live am Bildschirm angezeigt. Ohne Programmierung von Schaltdiagrammen kann sofort mit dem Messen verschiedenster physikalischer Größen begonnen werden. Das ermöglicht die direkte Anpassung bei ständig wechselnden Anforderungen und das schnelle Reagieren auf Störfälle, was beispielsweise im Servicebereich von großem Vorteil ist. Zu den Funktionen gehört beispielsweise eine je Kanal einstellbare Speicherrate von 1:1 bis 1.1000. Mit Multiscan lassen sich Daueraufzeichnungen und Störungssuche erfassen. Eine Besonderheit ist Filetrain, um große Datenmengen über Dateigrenzen hinweg zu analysieren. BMC Messsysteme



Die MSOs sind ideal für Test- und Debugging-Anwendungen in den Bereichen embedded Systeme, Automotive, Leistungselektronik und Mechatronik geeignet. Sie bieten Funktionen zur flexiblen Triggerung, Cursormessung, Mathematik sowie Referenzkanäle, Histogramm- und Trenddarstellung, History-Speicher, digitale Filterung, zwei Zoom-Fenster u.v.m. Neu! Breitband Stromzangen: DC bis 50 MHz bzw. 120 MHz. Ideal für Messungen von kleinen Strömen ab 1 mA bis 5 A.



DLM2000: 2-Kanal-DSO oder 4-Kanal-MSO



DLM2000-Aktion* Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil!



DLM4000: 8-Kanal Hybrid-MSO



Produktdetails und Datenblatt: http://tmi.yokogawa.com/de Telefon +49 8152 9310-0



Mehr Performance für Ihr Oszilloskop *DLM2000-Aktion



Wählen Sie beim Kauf eines 4-Kanal MSO der DLM2000 Serie zusätzlich eine Geräte-Option, entweder zur Speichererweiterung oder Leistungsanalyse, mit dem jeweiligen Preisvorteil aus.



Precision Making



Messgeräte Kalibrierung



In unseren Kalibrierlaboren führen wir sowohl Werkskalibrierungen als auch Kalibrierungen nach DIN ISO EN 17025 (bis 100 kHz) durch.



Diese Aktion ist gültig bis zum 29.09.2016!



Interessiert? Weitere Details unter http://tmi.yokogawa.com/de



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 7.7.2016



Der Messtechnikpartner Ihres Vertrauens.
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BAUTEILEBESCHAFFUNG // 3D-DRUCK



3D-Druck revolutioniert nicht nur die Prototypenfertigung Wenn wir all das glauben, was wir über 3D-Druck lesen, sollte sich die Welt, wie wir sie kennen, komplett verändern. SHAWN SILBERHORN *



* Shawn Silberhorn ... ist Supplier Business Development Manager, Conrad
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RF1000: Der 3D-Drucker meistert neben PLA auch Materialien wie Gummi, Nylon und Spezialmaterialien, die eine holz- oder metallähnliche Oberfläche ermöglichen.



Bilder: Conrad



E



in Biotechnologie-Unternehmen fertigt mittels 3D-Druck eine menschliche Leber und arbeitet mit einem Kosmetikunternehmen zusammen, um menschliche Haut für Produkttests herzustellen. Die Öffentlichkeit hadert noch mit der 3D-Drucktechnik, da das tiefere Verständnis fehlt. Die Entwicklergemeinde hingegen kennt 3D-Druck schon seit den späten 1980er Jahren, als die Technik für die schnelle Fertigung von Prototypen eingeführt wurde. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten verbesserten verschiedenste Unternehmen die 3D-Drucktechnik. Die Technologie bietet dabei eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten; die Schwierigkeit liegt nur darin, sie richtig anzuwenden. 3D-Drucker wurden im Laufe der Zeit immer ausgereifter, die Produktionsgeschwindigkeiten haben sich erhöht und die Produktionskosten sind gesunken. Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit sind gestiegen. Heute sorgt 3D-Druck für niedrigere Kosten, Zeitersparnis und ein geringeres Risiko bei der Prototypenfertigung, wenn es um die Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen geht, z.B. für Spritzgussteile. Die Technik wird heute zur Fertigung kommerzieller Prototypen sowie kleiner bis mittlerer Stückzahlen anerkannt. Es wird sogar prophezeit, dass einige Kunden mit 3D-Druck ihre eigene Fertigung bewerkstelligen können und somit die Vergabe von Arbeiten nach außen einsparen können. 3DDruck soll auch Digital-Designs innerhalb von Minuten in die Realität umsetzen können.



STL abgespeichert und in der 3D-Druckersoftware in Steuerungsinformationen für den 3D-Drucker umgerechnet werden. Alternativ kommt ein 3D-Scanner zum Einsatz. Der Aufwand, wie er bei herkömmlichen Fertigungs- und Bearbeitungsprozessen erforderlich ist, verringert sich, da 3D-Drucker heute sogar verschiedene Farben und Materialien verarbeiten können. Der Vorteil des 3D-Drucks ist also, dass Hersteller Fertigungs- bzw. Druckdienstleistungen anbieten können, ohne dass Kunden irgendwelche Investitionen tätigen müssen.



Was ein professioneller 3D-Drucker können muss



FDM-3D-Druck (Fused Deposition Modelling), wie er hier beschrieben wird, ist ein additives Verfahren. Anstatt ein großes Werkstück mittels Fräsen (subtraktives Verfahren) zu bearbeiten und zu formen, wird dabei schichtweise ein festes Objekt aus verschiedenen 2D-Materialien mit verschiedenen Dicken zusammengestellt.



Additives Druckverfahren Fused Deposition Modelling Die digitalen Steuerungsinformationen für den Druckvorgang werden über eine druckerspezifische Software an den 3D-Drucker gesendet. Dazu muss zuerst das 3D–Modell, das in einem 3D-Modellierungsprogramm oder CAD-System (Computer Aided Design) konstruiert wurde, in einem Dateiformat wie



Nun aber zu den Druckern. Wie groß sind sie, wie sehen sie aus und was können sie wirklich? Ein professioneller 3D-Drucker ist etwa der RF1000 von Conrad, der modellbasierte Prototypen, Architekturmodelle, Verpackungen, Bauteile und sogar Hobbyarbeiten erstellt. Der Drucker ist fertig montiert oder als Kit für Bastler erhältlich und kann einmalige Modelle oder begrenzte Stückzahlen herstellen. Das Standardmaterial für 3D-gedruckte Bauteile ist PLA, ein biologisch abbaubarer thermoplastisches Polymere. Das Material ermöglicht kostengünstiges Drucken, eine einfache Verarbeitung und saubere, detailreiche Oberflächen. Andere Materialien stehen ebenfalls zur Verfügung, darunter ABS, Gummi, Nylon und Spezialmaterialien, die eine holz- oder metallähnliche Oberfläche ermöglichen. Mit seiner 230 mm x 245 mm x 200 mm großen Druckerkammer kann der RF1000 einzelne große Modelle oder mehrere kleinere Objekte gleichzeitig erstellen. Spielfreie Profilschienenführungen, Kabel-Schleppketten
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und Lager sorgen für einen genauen, hochpräzisen Druckvorgang. Für eine einfache Bedienung kann der Drucker über USB oder die SDCard-Schnittstelle betrieben werden. Eine Datenanzeige gibt Einsicht in aktuelle Prozesse und über eine Tastatur lassen sich Einstellungen anpassen. Weitere Funktionen sind eine automatische Kalibrierung und eine keramische Heizplatte (Druckbett) mit Strukturoberfläche, damit fertiggestellte Objekte nach dem Abkühlen schneller entnommen werden können. Conrad erweiterte kürzlich den renkforce RF1000 um den 3D-Drucker renkforce RF2000 mit Dual-Extruder-Funktionalität. Im Gegensatz zur Keramikheizplatte beim RF1000 bietet dieser eine Glaskeramikheizplatte für höhere Objekthaftung. Der RF2000 ist für komplexe Anwendungen geschaffen und bietet neben Zweifarben-Druck auch die Fähigkeit, 3DObjekte mit wasserlöslichen Stützstrukturen herzustellen. Diese Funktionen werden durch einen zweiten Lüfter unterstützt.



Optionale Fräs- und Gravieradapter, etwa für Leiterplatten Ein wichtiges Merkmal des RF1000 und des RF2000 ist, dass sie mit optionalen Fräsund Gravier-Adaptern von Proxxon und Dremel ausgestattet werden können. Zusammen mit dem Aluminium-Frästisch, der das sichere Spannen und Bearbeiten von Werkstücken ermöglicht, können beide Drucker Materialien wie Holz, Acryl, Weichmetalle und sogar Leiterplatten bearbeiten. Eine integrierte Steckdose am Gerät ermöglicht zudem das komfortable Bedienen der Fräseinheit. Um die Druckqualität zu maximieren und die Vielzahl druckbarer Materialien weiter zu erhöhen, steht als Zubehör ein Acrylgehäuse zur Verfügung, das eine kontrollierte Temperatur im Inneren des Druckers gewährleistet. Beide Drucker bieten eine nahtlose Zusammenarbeit mit der ebenfalls neu vorgestellten 3D-Printbox von Conrad an. Diese Steuerungseinheit ist für RF1000/2000 vorkonfiguriert (Plug & Play) und steuert oder überwacht den jeweiligen 3D-Drucker. Sie kann einen PC weitgehend für diesen Zweck ersetzen und hat einige besondere Funktionen. Eine integrierte Cloud-Anbindung ermöglicht den Zugang zu 3D-Druckunterlagen und das Drucken von jedem Ort aus. Entwicklungen wie diese weisen den Weg vorwärts und
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3D-Drucker renkforce RF2000: Im Gegensatz zum RF1000 bietet dieser verbesserte Funktionen wie Dual Extruder und ein größeres, kontraststarkes LCDisplay.



beantworten die Bedürfnisse von Kunden wie die einfache, intuitive Steuerung und Datenmanagement.



3D-Druckwebsite und 3D-Printhub Industrietaugliche 3D-Druckdienstleistungen müssen die Anforderungen von Kunden erfüllen, die eine One-Stop-Lösung für hochqualitative Prototypen und Ersatzteile benötigen – mit möglichst einfachem Bestellvorgang. Bei Conrad Business Supplies können Kunden ihre STLDatei auf einer speziell eingerichteten 3DDruck-Webseite hochladen und ein virtuelles Modell des geplanten Endprodukts aus allen Blickwinkeln überprüfen. Der Kunde wählt dann die Endbearbeitung (Oberfläche) für das Werkstück aus, berechnet den Preis und bestellt das Werkstück per Mausklick. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass der 3DDruck die Fertigung von Prototypen revolutioniert hat. Auch wenn Entwickler Bauteile benötigen, die speziell gefertigt werden müssen, stehen ihnen damit mehr Möglichkeiten als je zuvor zur Verfügung. Sie können sich nun an Anbieter wenden, die sich auf 3DDruck spezialisiert haben oder sie kaufen neueste 3D-Drucker und erstellen ihre Bauteile selbst. Im Mai 2015 eröffnete Conrad eine 3D-Druckeinrichtung in seiner Niederlassung in München Moosach, genannt „3D Printhub“. Ähnlich wie in einem Kopierladen erhalten Kunden hier Zugriff auf zwei Workstations und auf über zehn 3D-Drucker, um ihre eigenen 3D-Projekte umzusetzen. Dieser Schritt ist Teil der Conrad-Expansionsstrategie, um als Anbieter 3D-bezogener Produkte Dienstleistungen für diesen wachsenden Markt anzubieten und die weitere Entwicklung genau zu beobachten. Viel wurde darüber berichtet, dass 3DDruck eine Nischentechnologie sei, die gerade einen Hype als nächste industrielle Revolution durchläuft. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen Kunden imstande sein, ihre eigenen Konsumgüter auszudrucken. Dies kann der Fall sein oder auch nicht – aber jenseits des Mainstreams bringt 3D-Druck im Entwicklungs- und Fertigungsbereich völlig neue Möglichkeiten mit sich. // MK



Aufgepasst! 3 Technologien = 1 Modul Schnelles WiFi, flexibles Bluetooth und sicheres NFC auf dem SPB 209



• WLAN nach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • Hohe Datenraten bis zu 433 Mbps • Bluetooth v4.2 Smart Ready • NFC (Kartenemulation, P2P, R/W) • Schnelle Schnittstellen: SDIO 3.0, HS UART, I2C, PCM • Variante mit Antenne oder Antennenpad • Industrieller Temperaturbereich -40 - +85°C • Platzsparend nur 14mm x 14mm x 2.5mm



Unser Wireless Experten Team berät Sie gerne.



Conrad
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+49 7249 910-0 • [email protected] www.msc-technologies.eu
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NLPP-Software: Von der Erstellung der Daten bis zum Auswerten des Ergebnisses folgt die Software einem klar definierten Ablauf.



Bilder:Saphirion



Effizientes Lieferantenmanagement mit Performance Pricing Software ermöglicht Bewertung des Lieferantenportfolios nach Preis und Leistung



E



in effizientes Lieferantenmanagement deckt nicht nur Kostensenkungspotenziale auf, sondern stärkt auch die Verhandlungsposition des Einkäufers. Doch die kontinuierliche Bewertung der einzelnen Lieferanten hinsichtlich Preis und Leistung stellt den Einkauf häufig vor eine große Herausforderung: Die Vielzahl und Komplexität der Sachnummern ist immens und mit herkömmlichen Mitteln kaum überschaubar. Zudem sind die Leistungen einzelner Lieferanten auf den ersten Blick nicht immer vergleichbar. Um ein regelmäßiges Benchmarking des gesamten Beschaffungsportfolios dennoch sicherzustellen, wurde eine intelligente Methodik entwickelt: Das Performance Pricing (PP) macht das Preis-/Leistungsverhältnis unterschiedlichster Teilearten und vieler Sachnummern schnell vergleichbar und ist dank Softwarelösungen wie NLPP der Schweizer Saphirion AG heutzutage in großem Stil anwendbar.



Benchmarks mittels Leistungsund Preistreiber ermitteln Die Grundidee von PP liegt darin, dass beim Benchmarking ausschließlich durch den Anwender selektierte technische Leistungs- und Preistreiber im Verhältnis zum Preis berücksichtigt werden. Durch die klare Definition der zu berücksichtigenden Werte erfolgt die Benchmark-Berechnung objektiv aus den vorhandenen Daten mit Hilfe eines
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bewährten mathematischen Verfahrens – im Fall einer Softwarelösung voll automatisch. Dieses Vorgehen bietet viele Vorteile zu anderen Ansätzen, die eine Vergleichsbasis schaffen möchten: Weder sind SpezialKnowhow über Fertigungsprozesse oder aufwändige Lieferantenaudits notwendig, noch kommen obskure Benchmark-Datenbanken oder Eigenkalkulationsverfahren zum Einsatz, die die Erfassung hunderter, teils geschätzter, Parameter erfordern. Der Preisbenchmark dient als Vergleichsbasis für alle Lieferanten und ermöglicht eine durchgehende Analyse d



Aus der Praxis: PP-Analyse bei Spritzgussteilen Ein Hersteller von Baugruppen für die Automobilindustrie bezieht die für die Produktion benötigten Spritzgussteile von einem Zulieferer. Der Einkauf wendet die Software NLPP an, um die Ist-Preise zu analysieren. Hierfür definiert der Einkauf, in Zusammenarbeit mit der Technik, die für das Bauteil relevanten Leistungs- und Preistreiber, die anschließend im Verhältnis zum Preis ausgewertet werden. Eine gute Quelle für richtige Leistungs- und Kostentreiber ist die Spezifikation, die ein Lieferant erhält: Gewicht in g, Losgröße, Zykluszeit und Kavität. Mit Hilfe dieser Angaben berechnet die Software eine Zielpreisformel. Das klingt zunächst unmöglich, ist jedoch mittels Re-



gressionsanalyse – einem bewährten, statistischen Analyseverfahren – machbar.



Zielpreis mittels Leistungs- und Preistreiberwerten errechnen Ein großer Vorteil der eingesetzten NLPPLösung ist, dass die Software alle notwendigen Berechnungen automatisch durchführt, ohne dass der Anwender eingreifen müsste. Im vorliegenden Beispiel sieht die durch die Software berechnete Zielpreisformel wie folgt aus: Zielpreis = exp (0,104 + 0,005 * Gewicht 0,332 * Kavität + 26,924 * Zykluszeit + 1.344,159 * (1 / Losgröße)) Der Zielpreis wird dann ebenfalls automatisch durch die Software berechnet, indem die Werte für die Leistungs- und Preistreiber jeder Sachnummer in die Formel eingesetzt werden. Nach wenigen Sekunden stehen dem Einkäufer die Zielpreise für jede Sachnummer zur Verfügung.



Einflussstärke von Leistungstreibern auf den Preis Im Vergleich zu anderen Lösungen bietet die NLPP-Software dabei eine Besonderheit: NLPP berechnet zusätzlich die Stärke des Einflusses jedes Leistungstreibers auf den Preis und erkennt Leistungstreiber, die keinen Einfluss auf den Preis haben. Diese werden durch die Software automatisch aussortiert. So wird sichergestellt, dass immer das
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beste mathematische Modell berechnet wird. In diesem Beispiel ergab sich folgendes Bild für die Stärke des Einflusses: „ Zykluszeit = 1,795 „ Losgröße = 1,331 „ Kavität = 0,995 „ Gewicht = 0,554 Die Interpretation der Zahlen ist einfach: Beispielsweise hat die Losgröße (1,331) einen etwas mehr als doppelt so großen Einfluss auf den Preis wie das Gewicht (2 * 0,554 = 1,108 < 1,331). Anhand solcher Zahlen lässt sich herausfinden, in welchem Verhältnis Eigenschaft A und B auf den Preis wirken.



Interpretation der Ergebnisse dank grafischer Darstellung Um Verbesserungspotenzial im Lieferantenmanagement zu erkennen und Maßnahmen abzuleiten, ist eine aufschlussreiche grafische Darstellung des Ergebnisses absolut notwendig. Der vorhandene Ist-Preis und der berechnete Zielpreis werden von der NLPP-Software in ein Koordinatensystem eingetragen. Jede Sachnummer wird durch ihre X- und Y- Koordinate aus Ist- und Zielpreis dargestellt. Die berechneten Marktbenchmarks werden als Referenzlinien in der Punktewolke angezeigt. Diese Referenzlinien lassen sofort erkennen, welche Produkte um welchen Betrag vom entsprechenden Marktbenchmark abweichen. Durch Einfärben der Datenpunkte (siehe Abbildung rechts) nach verschiedenen Kriterien wie Lieferant oder Region, liefern die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse über die aktuelle Struktur des Lieferantenportfolios und erlauben eine systematische Steuerung.



Die Performance-Pricing-Methode hat weiterhin den Vorteil, dass für Teile mit ähnlichen Eigenschaften ein ähnlicher Zielpreis berechnet wird. Bilden Datenpunkte eine vertikale Linie, bedeutet dies, dass die aktuellen Preise für die Teile unterschiedlich sind, während der Zielpreis gleich sein sollte. Solche signifikanten Formationen können mit einer Lösung wie NLPP leicht gefunden und genutzt werden.



Nutzung der Ergebnisse in Verhandlungen Die berechneten Ergebnisse sind nicht nur theoretischer Natur, sondern können vielfältig in Verhandlungen genutzt werden: 1. Liegen die Zielpreise ähnlicher Sachnummern dicht beieinander, die Ist-Preise



weichen jedoch stark voneinander ab, so muss der Lieferant die Preisunterschiede erläutern bzw. entkräften. Durch dieses Vorgehen erfolgt eine Umkehrung der Beweislast, und die eigene Verhandlungsposition wird gestärkt. 2. Für gewisse Teilespezifikationen ist zu erkennen, dass ein Lieferant ein hohes Einsparpotenzial besitzt. Eine Ursachenanalyse und die Vereinbarung von Maßnahmen hilft diesem wettbewerbsfähiger zu werden, wodurch auch die Qualität des eigenen Lieferantenportfolios steigt. 3. Lieferanten, deren Teilpreise in der Nähe des Best-Practice-Benchmarks liegen, sind gute Kandidaten für eine intensivere Partnerschaft mit echtem Mehrwert für beide Seiten. 4. Lieferanten, die als Low Performer identifiziert werden, da die Teilepreise deutlich über dem Benchmark liegen, könnten mit dem Zielpreis konfrontiert werden. Je nach Fortschritt der Verhandlungen ist eine Verlagerung zu Lieferanten der Kategorie “Champion” in Erwägung zu ziehen.



Nutzung der Ergebnisse für Produktentwicklung



ZNLPP zeigt drei Benchmarks: Die Punkte über einer Benchmark-Linie signalisieren “teurer als Benchmark”, die Punkte darunter “günstiger als Benchmark”.



Da bekannt ist, wie stark ein Kosten- und Leistungstreiber auf den Preis wirkt, kann in Zusammenarbeit mit der Technik bereits sehr früh eine Optimierung des zukünftigen Teiles erfolgen. Die berechnete Preisprognoseformel hilft dabei, ständig und schnell einen genauen wahrscheinlichen Marktpreis berechnen zu können. // MK Saphirion



Bei uns können Sie jetzt auch Ihre 3D-Daten drucken lassen. Diesen und über 20 weitere Services bieten wir Ihnen jetzt in unserem



neuen Online-Shop!



www.buerklin.com
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DISPLAY-ANSTEUERUNG



NETZWERK LORAWAN



Bild: RS Components



LoRaWAN-Kit: niedriger Energieverbrauch bei drahtloser Kommunikation über große Entfernungen



Die vier neuen LoRaWAN-Evaluierungs-Kits von Semtech (Vertrieb: RS Components) verfügen über die fortschrittliche Langstreckentechnologie LoRa von Semtech. Damit eignen sie sich bestens für die Spezifikationen LPWAN (Low Power Wide Area Network), um batteriebetriebene IoT-Netzwerke und –Anwendun-



gen aufzubauen, sowie um eine Verbindung zu den LoRaWAN Gateways herzustellen. LoRa ist auch das primäre Protokoll, das von „The Things Network“ übernommen wurde. Die Initiative steuerte das Crowdsourcing eines kompletten IoT-Datennetzes für die gesamte Stadt Amsterdam. LoRaWAN bietet ein gemeinsames Protokoll und ermöglicht die Kommunikation von Smart-Devices und IoT-Geräten untereineinander. Die LoRaWAN-Spezifikation ist auch für einen sehr niedrigen Stromverbrauch optimiert. So ist sie bestens geeignet für die Schaffung drahtloser batteriebetriebener Endpunkte in einem IoT-Netzwerk. // MK RS Components



Bild: Endrich



iSi50: Display-Interface im Blick



LoRaWAN-Kits für IoT



iSi50 Display-Interface: Der Standard von Endrich setzt auf einen Stecker, eine Schnittstelle, eine Spannung



Ein Stecker, eine Schnittstelle, eine Spannung – das ist das Konzept des ISI50-Interfaces von Endrich, bei dem alle Signale (Daten, LED-Backlight und Touch-Panel) über ein 50-poliges Folienkabel herausgeführt werden. Die einheitliche Anordnung des 50-poligen Steckverbinders und der integrierte, im PWM-



Verfahren angesteuerte LEDBacklight-Treiber sorgen für weitere Vereinfachungen. Wird das Displayformat umgestellt, ist keine neue Leiterplatte zu entwickeln und außerdem wird nur eine einzige Spannung von 3,3 V benötigt. Weitere Vorteile: Es stehen zwei Display-Linien auf der Basis eines einheitlichen Konzepts zur Wahl: Eine industrielle Display-Linie mit einer Helligkeit bis max. 500 cd/m2. Eine auch bei Sonnenlicht ablesbare HighEnd-Linie mit einer Helligkeit bis max. 1000 cd/m2. Beide Displaylinien sind als TFTs in Größen von 3,5 Zoll bis 7,0 Zoll in folgenden Varianten lieferbar, etwa mit projektiv-kapazitivem Touch Panel (PCAP). // MK Endrich Bauelemente



Umfangreiche Produktauswahl von PANASONIC! • Polymerkondensatoren • Metal Alloy Induktivitäten • Präzisions- und Messwiderstände • Taktile Leichtdrucktaster und Detektorschalter mit Betätigung ©Olivier Le Moal - Fotolia.com
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ENDE EINER ÄRA



Dätwyler übernimmt Farnell den Transaktionsbedingungen zahlt Dätwyler „jedem Aktionär von Premier Farnell 165 Pence in bar für jede Aktie von Premier Farnell, was einer Prämie von rd. 51% gegenüber dem Schlusskurs von 109,3 Pence am 13.6.2016 entspricht“. Die Transaktion bewertet das gesamte Aktienkapital von Premier Farnell mit rund 848 Mio. CHF (615 Millionen £). Dies entspreche einem Unternehmenswert von 1.092 Mio. CHF (792 Millionen £). // MK



Der Schweizer Distributor Dätwyler übernimmt den englischen Multichannel-Distributor Premier Farnell mit dem Ziel, ein führendes Unternehmen im High-Service-Vertrieb von elektronischen Komponenten zu werden. Dätwyler übernimmt das gesamte Aktienkapital von Premier Farnell und sagt zur Transaktion: „Premier Farnell und Dätwyler sind zwei führende Distributoren für elektronische Bauteile mit komplementären Produktbereichen und geografischer Marktpräsenz.“ Gemäß



Dätwyler
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HAL Drivers BSP



Verified Software Add-Ons (VSA)
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IOT-STARTERKIT



Das MicroZed Industrial IoT Starter Kit von Avnet Memec - Silica basiert auf dem System-on-Module (SoM) MicroZed von Avnet mit dem Xilinx-SoC Zynq 7000 All Programmable und steckbaren Sensorlösungen von Maxim und STMicroelectronics. Zum Einsatz kommen IBMs Watson IoT Plattform Agent und das benutzerkonfigurierbare, zertifizierte Image des Pulsar-LinuxBetriebssystems von Wind River. // MK



Bild: Avnet Memec



Kit für Smart Device und die Cloud



Avnet Memec - Silica



Ultra-Low Power



LTE-Module für M2M und IoT Die hoch integrierten LTE-CAT.1und -CAT4-Module EC21 und EC25 von QUECTEL mit Qualcomms Snapdragon C5 sind rückwärtskompatibel mit bestehenden 2G-, 3G-und 4G-Netzwerken. Engineering-Muster vertreibt CODICO. EC21 ist ein MultiMode LTE-CAT.1-Modul, speziell konzipiert für M2M- und IoTAnwendungen. Dank optimierter Datenraten von bis zu 10 Mbit/s beim Down- und 5 Mbit/s beim Uploaden sowie energiesparender LTE-Konnektivität eignet sich dieses Modul für Anwendungen,
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die statt auf hoher Übertragungsgeschwindigkeiten auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von LTE-Netzwerken setzen. Das EC25 ist ein Multi-Mode-Modul der LTE-Cat.4 mit Downloadraten von 150 Mbps und Uploadraten von bis zu 50 Mbps. Das Modul zielt auf Anwendungen ab, die nach hohen Datengeschwindigkeiten und Rückwärtskompatibilität mit bestehenden EDGEund GSM/GPRS-Netzen verlangen. // MK
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High Integration



Core Frequency



Up to 32 MHz



MicroZed: Industrial IoT Starterkit mit Lösungen von IBM, Wind River und Xilinx für vereinfachtes Prototyping und eine schnellere Entwicklung.



High Efficiency



To 100 MHz ®



To 200 MHz ®



To 300 MHz



Renesas Synergy™



Die weltweit erste & qualifizierte Embedded MCU-Software Plattform Die Renesas Synergy™ Plattform umfasst ein umfangreiches Softwarepaket in Produktionsqualität sowie eine intuitive API, mit der sich Markteinführungszeiten, Gesamtkosten und Einstiegshürden verringern lassen. Qualifizierte Software „ ThreadX RTOS (Express Logic) „ Stacks, Libraries, Treiber „ TCP/ IP, USB, CAN, GUI, File System „ Regelmäßige Software Updates und Software Datenblatt „ IAR Compiler jetzt auch integriert



Hardware „ Cortex® M0+/ M4 Plattform „ 1,6 V – 5,5 V bis 4 MB Flash „ 32 MHz – 240 MHz „ Symetrische-/asymetrische Verschlüsselung „ Safety und Security Funktionen in Hardware (AES128 - 256)



Entwicklungsboard, DK-S124 ab Juli 2016 bei Rutronik verfügbar! Bestell-Nr.: YSDKS124S20 Mehr Informationen zu Renesas Synergy™: +49 (0) 7231 801-1719 | www.rutronik.com
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Für die Plenarveranstaltung am Freitag konnte als Keynote-Speaker Tim Cole, Internet-Publizist und Bestseller-Autor, verpflichtet werden. Sein Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema:



„Unternehmen 2020 – das Internet war erst der Anfang“



Wir laden Sie herzlich zur



24. FED-Konferenz am 15. und 16. September 2016 in das Maritim Hotel Bonn ein!



ELEKTRONIKPRAXIS ist Organ des Fachverbandes Elektronik-Design e.V. (FED). FED-Mitglieder erhalten ELEKTRONIKPRAXIS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.
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EDA



Deutschland am digitalen Scheideweg Warum tun sich manche Unternehmen so schwer, mit den Veränderungen des Digitalzeitalters zurecht zu kommen, und warum sind andere erfolgreich? Warum ist Apple heute mehr wert als GE, Wal-Mart, GM und McDonald’s zusammen? Und vor allem: Warum gibt es kein einziges deutsches Unternehmen, dass es mit den „Big 4“ – Apple, Google, Facebook und Amazon – aufnehmen kann? Diese und andere Fragen stellt der Internet-Publizist und Erfolgsautor Tim Cole in seinem Vortrag. Seine These: „In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich entscheiden, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern der digitalen Transformation gehören wird. Unternehmen müssen sich neu erfinden, liebgewordene Gewohnheiten und Denkweisen aufgeben und interne Prozesse dem Druck des Neuen anpassen. Das betrifft alle Bereiche des Unternehmens, vom Vertrieb bis zum Einkauf, vom Marketing bis zur Logistik, von der Fertigung bis zum Personalwesen.“



Lassen Sie sich diesen Vortrag nicht entgehen! Wir freuen uns auf Sie in Bonn.



FED-Geschäftsstelle Berlin Tel. +49(0)30 340 60 30 50 Fax +49(0)30 340 60 30 61 E-Mail: [email protected] www.fed.de Anschrift: Frankfurter Allee 73C | 10247 Berlin
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Bild: Rutronik



Rutroniks soziales Engagement



Auszeichnung: Rutronikmitarbeiter und Mitarbeiter des gemeinnützigen Systemhauses AfB



Rutronik unterstützt das gemeinnützige IT-Systemhaus AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) seit 2005 mit nicht mehr benötigter IT-Hardware. Für sein Engagement wurde der Distributor nun von der AfB ausgezeichnet. 2015 konnte alleine durch Rutronik ein Arbeitsplatz für eine Person mit Behinderung er-



möglicht werden. IT-Hardware ist für den geschäftlichen Einsatz nach wenigen Jahren meist nicht mehr zu gebrauchen. „Für den Privathaushalt sind unsere Altgeräte nach der Aufbereitung wieder bestens geeignet, so können wir die Umwelt schonen und gleichzeitig Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung unterstützen - auch deshalb haben wir uns vor über zehn Jahren für die Kooperation mit der AfB entschieden“, so Markus Ziegler, Leiter IT bei Rutronik. Die nicht mehr benötigten PCs und Laptops werden einer zertifizierten Datenlöschung unterzogen, gegebenenfalls repariert und können in den 15 AfB-Shops erworben werden. // MK Rutronik



AUSZEICHNUNG



TDK würdigt Distributionspartner Bild: TDK



UNTERNEHMENSFÜHRUNG



TDK-Award (v.l.): Bei der Preisverleihung waren Mitarbeiter verschiedener Distributoren anwesend.



TDK Europe hat erneut seine besten Partner in der Distribution von TDK und EPCOS-Bauelementen ausgezeichnet. Erstmals wurden die Preise in diesem Jahr in den drei Kategorien internationale Volumen-Distributoren, lokale und High-Service-Distributoren vergeben. In der Kategorie internationale Volumen-Dis-



»Unser Produktsortiment in einem Wort: Tiefenbreite.« Wolfgang Lex, Senior Area Manager Business Supplies, Tekkie seit 1987



Die besten Tekkie-Stories unserer innovativsten Kunden und Mitarbeiter jetzt auf tekkie.conrad.de Conrad. Tekkie seit 1923. Ihr Profi-Partner und Berater für Lösungen in den Bereichen Bauelemente, Automation, Gebäudetechnik, Werkzeug, Messtechnik, Computertechnik u. v. m. Mit über 700.000 Artikeln für Ihr Business von morgen.



tributoren ist TTI Europe der einzige Preisträger und erhielt die Auszeichnung in Gold. In der Kategorie lokale Distributoren ging Gold an Gateway Electronic Components in Großbritannien, Silber an Elhurt Spólka in Polen und Bronze an das deutsche Unternehmen Beckmann Elektronik. Bei den High-Service-Distributoren erhielt Digi-Key Gold, Mouser Silber und Farnell element14 Bronze. „Wir freuen uns, dass im vierten Jahr des SentenManten-Programms unsere Distributoren zum Teil deutliche Verbesserungen umgesetzt haben und so insgesamt eine höhere Bewertung erzielen konnten“, so Dietmar Jäger, TDK Vice President Sales Distribution. // MK TDK Europe



ZUM SCHLUSS



ElektroG – der Ehrliche ist immer der Dumme und stirbt langsam aus Das neue ElektroG bewirkt, wie alle neuen Gesetze, einen erheblichen Handlungsbedarf für eine Umsetzung in die Realität. Einige Vorschriften sind jedoch ohne weitergehende Erläuterungen nicht umsetzbar.



Christoph Brellinger, Dipl.-Kfm.: Geschäftsführer von Vere, einem Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.



D



as tägliche Leben wirft bezüglich der Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten Fragen auf, für die es im Gesetzestext des ElektroG keine Antworten gibt. Gerade im Bezug auf die Erreichung der neuen ehrgeizigen Sammelziele wird dies offenkundig. Beispiele: Wie soll ein Händler seine Sammelmengen nach Gewicht und Gerätekategorien melden, wenn er in der Realität von seiner kommunalen Sammelstelle keine entsprechenden Dokumente (Wiegenoten) erhält? Wie soll ein Zertifizierer eine Erstbehandlungsanlage zertifizieren, wenn nicht eindeutig geklärt ist, wo die Sammlung aufhört und wo die Erstbehandlung anfängt? Wie sollen Geräte einer Wiederverwendung zugeführt werden, wenn für die entsprechende Prüfung eine Erlaubnis zur Erstbehandlung erforderlich ist? Dieses sind nur ein paar Beispiele für ganz viele Fragen, die beantwortet werden müssen, wenn das Gesetz in der Praxis Anwendung finden soll. Für die Beurteilung dieser Fragen sind die klärenden Aussagen der überwachenden Landesbehörden zwingend notwendig. Im Bewusstsein dieser Tatsache wurde eine Adhoc-Arbeitsgruppe der LAGA (Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall) gebildet, die diese Fragen erörtert und Ergänzungen bzw. Interpretationen erarbeitet. Wie wir aus informierten Kreisen erfahren haben, sind die Ergebnisse hierzu von diesem Arbeitskreis für die Erfassung und anschließende Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung bereits erarbeitet. Die offensichtlich enorme Menge an zu klärenden Fragen hat aber aus zeitlichen Gründen bisher verhindert, dass die ebenfalls dringend benötigten technischen Regeln für die Erstbehandlungsund Endbehandlungsanlagen noch gar nicht in Angriff genommen werden konnten. Unsere Befürchtung ist nun, dass die bisher erarbeiteten, enorm wichtigen Ergebnisse des Arbeitspapieres der LAGA in absehbarer Zeit nicht veröffentlicht werden, weil die technischen Regeln für die
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Aufbereitungsanlagen noch fehlen. Das würde nach unseren Informationen bewirken, dass wir frühestens 2017/2018 mit einer Veröffentlichung rechnen können, was ein Scheitern der vom Gesetzesgeber gewollten Ziele sehr wahrscheinlich machen würde. Daher hoffen wir sehr, dass der gesunde Menschenverstand bei den beteiligten Institutionen siegen wird und zumindest die „Spielregeln“ für die Sammlung und Erfassung bis zur Erstbehandlungsanlage vorab – gegebenenfalls mit pragmatischen Vereinfachungen – veröffentlicht werden. Wir gehen davon aus, dass alle Behörden an einer Umsetzung des Gesetzes interessiert sind und erwarten, dass wir in Kürze diese Spielregeln erhalten werden. Ansonsten würden den von Anfang an kritischen Gruppierungen überzeugende Argumente geliefert werden, dieses Gesetz zu blockieren. Die Folge wäre ein Spiel ohne Spielregeln: Das kann nicht funktionieren. Und wer glaubt, alle Spielregeln sind in diesem Gesetz geregelt, der lebt in einer besseren Welt als wir. Die Folgen von alldem sind, dass die betroffenen Hersteller und Handelsunternehmen immer weniger von dem Sinn des Gesetzes überzeugt sind, insbesondere, weil die Inhalte in einer solchen komplizierten juristischen Sprache herübergebracht werden, dass selbst gestandene Fachleute erhebliche Schwierigkeiten haben, diese zu verstehen. Dies führt zu Miss- und Fehlinterpretationen sowie zu einer immer schwächer werdenden Bereitschaft der überwachenden Behörden, die gesetzlichen Regelungen auch tatsächlich umzusetzen. Meine Befürchtung ist dahingehend, dass immer mehr Gesetze erlassen werden, aber sich keiner mehr darum kümmert. Dies gilt insbesondere, weil das Nichtbefolgen der Gesetze mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist und die Chance erwischt zu werden, immer geringer wird. Meine größte Sorge ist daher: Der Ehrliche ist immer der Dumme, und stirbt langsam aus. // MK
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Begeben Sie sich auf Zeitreise! In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft? Entdecken Sie die ganze Geschichte unter



www.meilensteine-der-elektronik.de
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